REVISTA ESPANOLA DE

ectroénica

MAS DE 68 ANOS AL SERVICIO DEL SECTOR ELECTRONICO Marzo 2023 / nimero 820

Onda Radio

siempre a tu servicio

Disponemos de las marcas lideres del mercado

4 4 4

& ARISTON D tinder

(. 4

FLUKE - A AMPROBE

PHCENIX
CONTACT

4 - B
OLFER
Mw LS e BOVAL DA MOND
ARDUTIMNO

mw‘fﬂ JST l (electr,-RiP)!
maxell ml

Y muchas mas.

ond 0O, s.d.

Atencion telefénica:
de lunes a viernes de 8 a 17 h.

934 525 100 & ARISTON

www.ariston.es

www.ondaradio.es

Tecnologias de procesadores que hacen posible los
vehiculos definidos por software

La necesaria digitalizacion de la agricultura y la tecnologia
subyacente

Revista Espafola :";tlf. -l:,tl':"
de Electrénica HETESRE:

www.redeweb.com Supercarga de aplicaciones de IA en el borde
electronica@redeweb.com

Gestion de alimentacion en baterias


https://www.ariston.es

LA SELECCION
COMIENZA AQUI

Con mas de 2300 proveedores lideres en la industria y de
marca, tenga la seguridad que encontrara los componentes
electronicos y de automatizacion que necesita.

ﬂ_iyif' Koy

A /
Hﬁ%rnamcs ¥

Busquelo en digikey.es hoy o llame a (+34) 960 029 708.

Digi-Key es un distribuidor franquiciado de todos los proveedores socios. Se agregan nuevos productos todos los dias. Digi-Key y Digi-Key Electronics son marcas registradas de
Digi-Key Electronics en Estados Unidos y otros paises. © 2023 Digi-Key Electronics, 701 Brooks Ave. South, Thief River Falls, MN 56701, USA
yx ECIA MEMBER

Supporting The Authorized Channel



https://www.digikey.es

@findep O ARDUINOPRO"

aWITLCH TO THE FUTURE

PROGRAMMABLE LOGIC RELAYS

La nueva gama de PLR, Serie 8A,
desarrollado por Finder y Arduino Pro

BLUETOOTH

COMEXION
ETHERNET ¥ USB

e TECNOLOGIA WIFI
4 PROTOCOLO MODBUS
RTU y TCP/IP

Programable con
ARDUINO IDE o POTENTE » CONECTADO

mediante lenguajes « CODIGO ABIERTO « SEGURO
IEC/EN 61131-3 « SIMPLE = MADE IN ITALY

@ s CE€ K
Finder es una mart
nd s.a. www.ondaradio.@


https://www.ariston.es

Revista Espanola de

Sumario

electronica

Noticias

Series DDRH-120/240: Convertidores CC/CC para carril DIN (120-240W) con amplio rango de entrada

(250-1500VCE0) ....eviieieeieeeee e

Series RQB40W12 y RQB15W3: Convertidores CC/CC '/a brick con amplio rango de entrada...........

Placas Base de Asrock Industrial para la 132 generacion de Intel® Core™ (RAPTOR LAKE-S)............

Vecow presenta sistemas integrados ampliables sin ventilador con procesadores Intel® Core™ de

132 geNeracion ............coccviiiiiiiiciiiieice e

Relevo en la Direccion General de Phoenix Contact en Espafia
Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB 'y HDMI ..

Conectores para una produccion automatizada

El nuevo sensor de corriente de LEM para inversores de
tamano més pequeno del mercado
Gane un kit bésico dsPIC33EV 5V CAN-LIN de Microchip

traccién en VE de alta potencia ofrece el

Nuevo e-book de Qorvo y Mouser Electronics que explora el futuro del disefio de automoviles.......

Toshiba anuncia nuevos switches de 8 canales de Hs y
industriales

Ls para controlar cargas en aplicaciones

Los nuevos MOSFET de potencia de canal N aprovechan las avanzadas capacidades de disipacién de

calor para soportar mayores corrientes de automocion...
Convertidor CA/CC de 30W es muy versatil .....................

MCX ofrece una nueva generacién de MCUs .................

Harwin presenta sus conectores industriales econémicos y de alto rendimiento en Embedded World

Molex publica informe sobre la miniaturizacién que destaca las perspectivas de expertos y las
innovaciones en la ingenierfa de disefio de productos y la conectividad de tecnologia de punta .....

Serie de THL 30WI. Calidad Traco para disefios eficientes

- Convertidor DG/DC de 30W ..................

Moxa presenta el primer ordenador industrial del mundo con certificacién de dispositivo anfitrion

IEC62443-4-2 ..o

El impulso definitivo al rendimiento que las aplicaciones edge consolidadas estaban esperando.....

10
10

14
14
14

16
16

20

21

22

23

24

26

Flexibilidad para cualquier conexion: El sistema de conectores Micro-Fit 3.0 de Molex llega a Rutronik 27

Advantech presenta sus ordenadores de borde extremo de alto rendimiento para mejorar las

aplicaciones de vision de IA y servidor de datos de borde

Arrow Electronics publica el libro electrénico Embedded Security Solutions............ccoocoociiiiiiin

GD32F350 Series ARM Cortex®-M4 Low Power con Capacitive Touch Interface ..o,

03/2023
820

FUNDADOR

Pascual Gomez Aparicio
EDITOR

Ramén Santos Yus
CONSEJO DE REDACCION
Carlos Lorenzo

Jorge Burillo

Samantha Navarro
DIRECCION EDITORIAL
Ramén Santos Yus
DIRECCION COMERCIAL
Jordi Argenté | Piquer
DIRECCION FINANCIERA
Samantha Navarro

WEB MASTER

Alberto Gimeno
RECURSOS GRAFICOS Y ARTE
Nerea Ferndndez

Revista Espanola de Electrénica es una Publicacién de
Revista Espafola de Electrénica, S.L.

C/ Caravis, 28, oficina 8

50197 - Zaragoza

TIf. +34 876 269 329

e-mail: electronica@redeweb.com

Web: http://www.redeweb.com

Los trabajos publicados representan Unicamente la opi-
nién de sus autores y la Revista y su Editorial no se hacen
responsables y su publicacién no constituye renuncia por
parte de aquellos a derecho alguno derivado de patente
o Propiedad Intelectual.

Queda prohibida totalmente, la reproduccién por cual-
quier medio de los articulos de autor salvo expreso per-
miso por parte de los mismos, si el objetivo de la misma
tuviese el lucro como objetivo principal.

ISSN 0482 -6396
Depésito Legal B 2133-1958

Impreso en Grupo Edelvives

Certificado PEFC

Este producto procede de
bosques gestionados de
forma sostenible y fuentes
controladas

www.pefc.es

Acceda a toda la informacién de contacto Revista
Espanola de Electrénica a través de cédigo QR

REE = Marzo 2023




MORNSUN"

certificaciones

Diversas
E-mail; infos & meclar.com

Website: www.mecter.com

©

M C€ CB

Soporta cargas

transitorias
mas grandes

on

de AC/DC SMPS
Serie LM-R2 de 35W a 350W

IMENSION | 37.7%

&

1 e - @
- ST, EE

el  ejaiege
L lpe L It tw\....l..
pilirmiplipl el l'.._.-..l _-.“ . M
alevale ‘“__ g _
....... B m
....... 52 .9
78 E
o
2@ @

Nueva generac

@

z
Z
N
z
~
=
=

E
o]
LA]
-
-]
z
=]
e &
2 oc
WU
2 £
=]
2 E
_WW
B 3
Lz
| S
. B
2 5
E S
w =



https://www.mornsun-power.com

Sumario

Revista Espafola de p - 03/2023
electronica 820

Vehiculo inteligente
Tecnologias de procesadores que hacen posible los vehiculos definidos por software ................c........... 32

Agricultura digital
La necesaria digitalizacion de la agricultura y la tecnologia SUbyacente.................cccccoccvecvvcienieiii 36

IA en sistemas embebidos
Supercarga de aplicaciones de 1A €N €l DOrde ..............ccoociiiiiiiee e 38

Gestion de alimentacién en baterias
Cémo mejorar la vida Util de las baterias en los sistemas INtegradios ................ccocvvvieiiiiieiiiiiii i 40

Sistema de radar
Gestion de alimentacion €N DATEITAS .............c.c..eee e 44

Sistemas embebidos - COM-HPC
Sigue adelante: altas prestaciones en un fOrmato MINi............c...ccoviiiiiiiiiiiiie e 48

Microcontroladores l1oT
Los microcontroladores PIC y AVR facilitan el desarrollo de nodos ‘on the edge’................cccccoovin. 52

Vehiculo eléctrico
Infraestructuras de carga de VE — El contador de CC de LEM permite que los fabricantes de estaciones
de carga rapida aceleren SU deSPlIEQUE. .............ooi i 56

LED Lighting en smart cities
Coémo implantar controles de iluminacion LED inalédmbricos en ciudades inteligentes y edificios
INQUSTTIAIES. ... 58

Electrdonica de potencia
Superacion de los retos de alimentacion de equipos ferroviarios con convertidores DC-DC modulares de

ENTIAA@ ANCNQA.........ccoeeeeeeee e 62

Fuentes de alimentacién
Alimentacion segura e inteligente: SErie DRS............ccoii oo 66

6 REE = Marzo 2023



AKEVIET

a YAGEO company

Oficinas centrales
Avd, de Aménca, 37 MADRID
Tel.: +34 91 510 8 70
Bm electronica?1@electronical 1 com

L | Skeckonioaziguee:
electronica?l sl gl

barcelonai@electronicaZ 1 com


https://www.electronica21.com

Sumario

Feviein Esporcade 03/2023
electronica 820

INDICE ANUNCIANTES

Adler Instrumentos 27 Harwin 21
Aracloud 43 Kolbi Electrénica 23
Arateck Electronics 43 Mecter 5, 29
Cebek 55 MicroMedia Computer 13
Data Modul 7 Mouser Electronics 17
Digi-Key Electronics 2 Next For 65, 67
Electronica 21 19, 25 Onda Radio 1,3
Electrénica Olfer 11 Phoenix Contact 15
Estanflux 68 RC Microelectrénica 9

REE = Marzo 2023



Panasonic
INDUSTRY

(PaPIRs))

El sensor PIR de largo alcance mas pequeno del mundo
Alcanza hasta 17 metros

Huminacion Huminacion

industrial ptblica Seguridad
Almacén Pavellén de deporte Camaras CCTV

Sala industrial lluminacian de calles sensores de alarmas
Sala de produccion de intrusidn

info@rcmicro.es WWWwW.rcmicro.es

Distribuidor oficial Panasonic Espafia y Portugal



https://www.rcmicro.es

Noticias

OL~E2R

The Power Supply Company

www.olfer.com

Series DDRH -
120/240: Convertido-
res CC/CC para carril
DIN (120-240W) con
amplio rango de entra-
da (250-1500Vcc)

La demanda en los ultimos afios
de las energias renovables como la
fotovoltaica y el almacenamiento
de energia ha aumentado dréstica-
mente.

Como respuesta a este hecho,
el fabricante MEAN WELL junto
con su distribuidor Electrénica OL-
FER lanzaron al mercado las series
DDRH-60 y RSDH-150/300. Ahora
presentamos las nuevas versiones de
la serie DDRH con 120W y 240W de
potencia y una entrada ultra amplia
de 250-1500Vcc. Hablamos de los
convertidores CC/CC para carril DIN
DDRH-120/240.

Series RGB4AOW12 v
RAGB15W3: Converti-
dores CC/CC Ya brick
con amplio rango de
entrada

Hace ya tiempo aparecieron en
el mercado las series RSDW/RDDW/
RSD/DDR de la mano del fabrican-
te MEAN, distribuidos en Espafa
y Portugal por Electronica OLFER.
Estos convertidores CC/CC de carril
DIN encapsulados estan disefados
para aplicaciones ferroviarias e in-
dustriales, con una potencia entre
8W y 480W.

Ahora, os presentamos los nue-
vos convertidores CC/CC de la serie
RQB40W12 de 40W con formato s
brick (12: 1y 14-160Vcq) y la serie
RQB150W3 de 150W (3: 1y 66-
160Vcc) para aplicaciones ferrovia-
rias y poder asi cubrir mas requisitos
de potencia.

Las caracteristicas clave de es-
tos convertidores son: amplio

10

Las caracteristicas principales
de los DDRH-120/240 incluyen un
amplio rango de entrada de 250-
1500Vcc, un disefo sin ventilador
con rango operativo de temperatura
de -40°C hasta +80°C, alto nivel de
aislamiento de 4KVca, funciones de
protecciéon completas de entrada/
salida, rendimiento EMC excelente,
con funcionamiento hasta 5000m de
altura'y cumple con la IEC/EN62109-
1 (seguridad fotovoltaica).

Estas caracteristicas permiten que
la serie DDRH-120/240 sea adecuada
para aplicaciones fotovoltaicas, alma-
cenamiento de energia, estaciones
de carga y otras aplicaciones que
requieran conversion de CC de alto
voltaje a bajo voltaje.

SlaamEs
aaﬁn{-"uq_
DODRH-Z40
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Caracteristicas

¢ Tension de entrada: 250-1500Vcc

¢ Aislamiento de E/S 4KVca

e Refrigeracion por conveccién,
puede operar desde -40°C hasta
+80°C (+50°C con carga comple-
ta sin reduccién)

¢ Excelente rendimiento EMC, cum-
ple con EMI EN55032 Clase A sin
componentes externos

* Disefio sin ventilador, sin ruido

* Potencidémetro incorporado, pue-
de ajustar la salida (12-15V, 24-
29V, 30-36V, 48-58V)

e Tension de salida ajustable: =10%

e Proteccién contra baja tension,
inversién de polaridad (sin da-
fos), cortocircuito, sobrecarga,
sobretension, temperatura

e Aprobaciones: CB/DEKRA (IEC/
EN62109-1), EAC, CE, UKCA

* 3 afos de garantia

Especificaciones principales

Formato de ¥ v = " .
p——— Potencia Tension de Tension de Temperatura Seuridad Dimensiones
(w) entrada (Vcc) salida (Vcc) de trabajo 8! (Largo x Ancho x Alto)
-302
DRRH-60 60W 150-1500vec | S/12/24/a8v | 30°C Ea“a X EAC/CD/UKC (IEC62109-1) 57 93,5 x 105mm
Formato +80°C
CarrilDIN | DRRH-120 120W -40°C hasta X CB/DEKRA/EAC/CD/UKCA 63 x 125,2 x 115mm
DRRH-240 | 240w | 2501500Vee | 12/24/32/48V +802C v (IEC/EN62109-1) 85,5 x 125,1x 129,2mm
Formato RSDH-150 150W -409C hasta X CB/DEKRA/EAC/CD/UKCA 191 x 86 x 41mm
cerrado RSDH-300 300w | 2501S00vee | 12/24/32/48V +80°C X (IEC/EN62109-1) 237 x 100 x 41mm

Guia de seleccion de convertidores CC-CC para aplicaciones fotovoltaicas, sistemas de almacenamiento de energia (ESS)

rango de entrada, cubriendo las
tensiones mas comunes utiliza-
das en aplicaciones ferroviarias
(24/36/48/72/96/110Vcc), un amplio
rango de temperatura de funcio-
namiento de -40°C hasta +90°C,
compatible con capacitores externos
para soportar hold up time de 10-
30ms, altas tensiones de aislamiento
(2KVca/3KVca), multiples proteccio-
nes y mucho mas.

Los modelos RQB40W12 y
RQB150W3 son adecuados para
ferrocarriles, tranvias, autobuses,
equipos de tecnologia de la infor-

macién, automatizacion industrial,
comunicaciones, sistemas DC UPS,
regulacion de la tension de baterias
y equipos que requieren niveles de
aislamiento reforzados.

Caracteristicas

* Rango de entrada ultra amplio:
RQB40W12: 14-160Vcc (12:1)
RQB150W3: 66-160Vcc (3:1)

* Aislamiento de E/S 4KVca

* Encapsulada con gel interno para
mejorar la anti vibracién, a prue-
ba de polvo y de humedad

*  Amplio rango de temperatura de

funcionamiento: -40°C/ +90°C

e Aislamiento IP/OP: 2KVca
(RQB40W12), 3KVca
(RQB150W3)

* Protecciones: Corto circuito /
Sobre carga / Sobre tensién /
Sobre temperatura / Entrada baja
tension / Control remoto ON/OFF

* Ajuste de la tension de salida:
+ 10%

* Homologaciones: EN50155 /
EN50121-3-2 (Ferrocarril)

e |TE: UL62368-1 (solo 40W),
EN55032, EAC, CE, UKCA

* 3 afos de garantia

g pQEA0Y
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Placas Base de As-
rock Industrial para
la 13® generacion de
Intel® Core™ (RAP-
TOR LAKE-S)

ASRock Industrial, partner de Me-
dia MicroComputer, se complace en
presentar una gama de mejoras en
placas base industriales equipadas con
procesadores Intel® Core™ de 132
generacion (Raptor Lake-S) con hasta
24 nucleos y 32 hilos, compatibles
con los chipsets Intel® W680, Q670 y
H610. Presentadas como las primeras
placas base ATX DDRS5, la IMB-1714,
la IMB-X1714 y la IMB-1713 son se-
ries totalmente nuevas que incluyen
compatibilidad mejorada con la gama
de placas base con CPU Intel® de 122
generacién a través de la actualizacidon
de la BIOS.

Garantizan potencia informatica
con arquitectura hibrida de rendimien-
to y capacidades de IA mejoradas, 10s
enriquecidas y expansiones para hasta
ranuras PCle Gen 5, pantallas cua-
druples 4K@60Hz, USB 3.2 Gen2x2
(20 Gbit/s), LAN Intel® 2.5 G triple,
memoria multi-M.2 Key M, ECC, TPM
2.0, y mucho més. Las placas base con
CPU Intel® de 132 generacién cubren
factores de forma completos, inclui-
dos Mini-ITX, Micro-ATX y ATX para
diversas aplicaciones Edge AloT, como
automatizacién de fabricas, quioscos,
senalizacién digital, ciudades inteligen-
tes, medicina, etc.

Placas base Intel® Core™ de 132 gene-
racién para un rendimiento mejorado

Las placas base actualizadas cuen-
tan con procesadores Intel® Core™
i9/i7/i5/i3 de 132 generacion (Raptor
Lake-S) con arquitectura hibrida de alto
rendimiento, con hasta 24 nicleos y 32
subprocesos que potencian las capaci-
dades Edge de computo intensivo. Dan
un salto de hasta 1,04x/1,34x/1,25x
mas rapido en el rendimiento de in-
ferencia en clasificacién de imagenes
con un Unico hilo y/o multiples hilos/
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CPU en comparacion con los procesa-
dores Intel® Core™ de 122 generacion.
Aprovechando su flexibilidad y poten-
cia de ingenieria, las nuevas placas
base Intel® Core™ de 132 generacion
de Asrock Industrial trabajan con mé-
dulos de memoria DDR5-5600 para un
mayor ancho de banda y PCle 5.0 para
una expansion adicional, al tiempo
gue admiten atractivas experiencias
de video y sefalizacion digital con los
gréficos Intel® UHD impulsados por la
arquitectura Xe.

Las lineas actualizadas de placas
de Asrock Industrial con base Intel®
Core™ de 132 generacion incluyen
factores de forma Mini-ITX, Micro-ATX
y ATX para diversas aplicaciones Edge
AloT. A través de la actualizacion del
BIOS, las placas base Asrock Industrial
con CPU Intel® de 122 generacion
existentes se actualizardn para admitir
CPU Intel® de 132 generacion. Las
nuevas IMB-X1714, IMB-1714 e IMB-
1713 de factor de forma ATX disefa-
das con chipsets W680/ Q670/ H610
son compatibles con DDR5. También
estan las IMB-X1712, IMB-1712 de
factor de forma ATX y las IMB-X1314,
IMB-1314 de factor de forma Micro-
ATX disefadas con los chipsets W680/

Q670. Con los chipsets W680/ Q670/
H610, las IMB-X1231, IMB-1231 e
IMB-1230 vienen en Mini-ITX con E/S
altas, y las IMB-X1233-WV, IMB-1233-
WV, IMB-1232-WV estan en Mini-ITX
con E/S finas.

Placas base actualizadas con DDR5 y
PCle Gen 5

Con la CPU Intel® de 132 genera-
cién, las nuevas selecciones IMB-1714,
IMB-X1714 e IMB-1713 son las prime-
ras placas base ATX DDR5 compatibles
con PCle 5.0.

Las IMB-1714 e IMB-X1714 con
chipset Q670/W680 estan disefadas
con cuatro Long-DIMM DDR5 4400
MHz de 288 patillas, hasta 128 GB con
soporte ECC/no ECC (IMB-X1714). Sus
completas entradas y salidas y ranuras
de expansién proporcionan un PCle
x16 (Gen5), un PCle x8 (Gen5), dos
PCle x4 (Gen4), tres PCle x1 (Gen3),
ademas de un USB 3.2 Gen2x2 (Tipo
Q), cinco USB 3.2 Gen2 y cuatro USB
2.0, ofrecen nuevas posibilidades.

Ademas, también hay series con 1x
M.2 Key B, 1x M.2 Key E, 2x M.2 Key
M (IMB-X1714, 1 para IMB-1714),
6x COM y 8x SATA3 para mejorar la
capacidad de almacenamiento.

El

e -Newest 13" Gen Intel® CPU

Estos modelos incorporan pan-
tallas triples con un HDMI 2.0b, un
DP1.4a, un VGAYy tres LAN Intel 2.5G
(una con vPro y otra con soporte PoE).

El modelo adicional IMB-1713 con
chipset H610 es el mas ligero, con dos
Long-DIMM DDR5 5600MHz de 288
patillas de hasta 64 GB. Dispone de 1x
PCle x16 (Genb5), 1x PCle x4 (Gen3), 1x
PCle x1 (Gen3) y 4x PCl, con 2x USB
3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1 y 5x USB
2.0. Soporta 1x M.2 Key M, 6x COM,
4x SATA3, pantallas triples, 1x LAN 1G,
y 1x LAN 2.5G con funcion PoE.

Gama de placas base Asrock Industrial
con CPU Intel® de 132 generacién

Las placas base con CPU Intel®
de 132 generacion traen interesantes
actualizaciones para nuevas posibi-
lidades en aplicaciones Edge AloT.
Para obtener mas informacién sobre
el producto o la actualizacion del BIOS
para admitir la 132 generacién de CPU
Intel®.

En este cuadro Media MicroCom-
puter muestra los diferentes modelos
que ofrece su partner Asrock Industrial
en funcién de formato y chipset para
una seleccién sencilla en funcién de
las necesidades.

Raptor Lake S (Higﬁ’;;'sle o ("T"L?;"Jg) Micro-ATX ATX ATX (DDRS)
W680 IMB-X1231 IMB-X1233-WV IMB-X1314 IMB-X1712 IMB-X1714
Q670 IMB-1231 IMB-1233-WV IMB-1314 IMB-1712 IMB-1714
H610 IMB-1230 IMB-1232-WV IMB-1713
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El partner de Media Microcomputer,
Vecow Co, Ltd. que es un equipo de
expertos mundiales en sistemas inte-
grados, presenta un flamante sistema
integrado expandible sin ventilador: la
serie ECX-3200.

Impulsada por el procesador Intel®
Core™ i9/i7/i5/i3 de 132 generacion (Rap-
tor Lake-S), la serie cuenta con un disefio
robusto, ampliable y flexible ideal para
diferentes sectores, desde vision artificial,
a robots camarero, equipos embarcados,
hasta retail inteligente y cualquier aplica-
cion Edge Al.

Vecow ECX-3200 Series aprovecha
los procesadores Intel® Core™ de 132
generacion de 24 nulcleos para ofre-
cer un rendimiento, memoria y E/S sin
precedentes. El ECX-3200MX admite 5
LAN 2,5G con 4 M12 PoE+ y aporta
fiabilidad y rendimiento a las aplicacio-
nes ferroviarias en entornos operativos
dificiles, mientras que el ECX-3200 ofrece
flexibilidad para seleccionar la configura-
cibn mas éptima para el comercio mino-

Vecow presenta sistemas integrados amplia-
bles sin ventilador con procesadores Intel®
Core™ de 13° generacion

rista inteligente, la vision artificial, etc. “La
serie ECX-3200 de Vecow establece un
nuevo listdn para los sistemas embebidos
expandibles sin ventilador con un poten-
te rendimiento de CPU, E/S resistentes y
de alta velocidad”, afirma Hsuan Lee,
director de producto de la division de
sistemas embebidos y plataformas de
Vecow. “Con la arquitectura hibrida, el
innovador conector USB Type-Cy la ranu-
ra PCle para expansion, Vecow ECX-3200
Series permite despliegues avanzados de
aplicaciones loT.”

“Estamos encantados de anunciar a
nuestros clientes la nueva generacién de
sistemas embebidos expandibles sin ven-
tilador basados en procesadores Intel®
Core™ de 132 generacion de gama alta”,
afirma Joseph Huang, director de ventas
de la division de ventas y marketing de
Vecow. “La nueva serie ECX-3200 ofrece
mas rendimiento de datos, ancho de
banda de E/S de alta velocidad, capaci-
dades de codificacion y descodificacién
ultrarrapidas y es compatible con memo-

ria DDR5, lo que la hace ideal para el des-
pliegue de Al Inference para streaming
de video avanzado y andlisis de video
en una amplia gama de aplicaciones,
incluyendoTraffic Vision, Autonomous,
Public Security y Rolling Stock.”

Equipado con el dltimo procesador
Intel® Core™ de 132 generacion que
funciona con el chipset de la serie Intel®
600, la nueva serie ECX-3200 de sistemas
embebidos sin ventilador expandibles
del paratner de Media MicroComputer,
Vecow, es ideal para aplicaciones de
visién artificial, robots camareros, mate-
rial rodante, venta minorista inteligente
y cualquier aplicacion Edge Al. Media
MicroComputer os resume las principales
caracteristicas de la serie:

Estacion de trabajo integrada ampliable
sin ventilador ECX-3200MX (M12)
Procesador Intel® Core™ i9/i7/i5/i3
de 13?/122 generacién (Raptor Lake/Al-
der Lake) 5 LAN 2,5G con 4 M12 PoE+,
1 LAN GigE, 2 bandejas SSD de acceso
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frontal, 1 ranura PCle, 6 USB 3.2, 1 USB
tipo C, 4 COM, 32 DIO aislados, CC de
9V a 50V, temperatura extendida de
-40°Ca75°C.

Estacion de trabajo integrada sin ventila-
dor ampliable ECX-3200

Procesador Intel® Core™ i9/i7/i5/i3
de 133/122 generacién (Raptor Lake/Al-
der Lake) 5 LAN 2,5G con 4 PoE+, 1 LAN
GigE, 2 bandejas para SSD de acceso
frontal, 1 ranura PCle, 6 USB 3.2, 1 USB
tipo C, 4 COM, 32 DIO aislados, CCde 9
Va50V,-40°Ca 75 °Cde temperatura
extendida.

Estacion de trabajo integrada sin ventila-
dor ampliable ECX-3100

Procesador Intel® Core™ i9/i7/i5/
i3 de 13122 generacién (Raptor Lake/
Alder Lake) 1 LAN 2,5G 1 LAN GigE, 2
bandejas para SSD de acceso frontal,
1 ranura PCle, 6 USB 3.2, 1 USB tipo
C, 4 COM, 16 GPIO, CCde 9V a 50V,
temperatura extendida de-40°Ca 75 °C.
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Relevo en la Direccion General de Phoenix Contact en Espana

Phoenix Contact presenta a Ja-
vier Figueras como nuevo director
general de su filial en Espafa, suce-
diendo en el cargo a Gerardo Gar-
cia Covarrubias tras su jubilacion
a partir del 8 de febrero de 2023.

Con casi 40 afos de experiencia
en el sector industrial, en su mayo-
ria en Phoenix Contact, el liderazgo
de Gerardo Garcia Covarrubias ha
contribuido a un crecimiento sos-
tenible y continuado haciendo de
Phoenix Contact Espafa el lider de

referencia en el sector transmitien-
do una gran estabilidad y confianza
a todos sus empleados.

Javier Figueras es licenciado en
ingenieria industrial y ha ocupa-
do diversos puestos de Direccién
de Ventas y Direccién General en
algunos de los principales fabri-
cantes en la industria de automa-
tizacién, generacién y distribucion
de energia en Espafia y Europa. En
esta nueva etapa, el nuevo director
general espera contribuir a un cre-

cimiento rentable y sostenible de la
empresa, conservando los valores
y la inspiracion que han llevado a
Phoenix Contact hasta su posicién
actual. Para ello, considera clave
el talento y la experiencia de todo
el equipo que forma la filial espa-
fiola y sera su prioridad mantener
y desarrollar la excelente relacion
con sus clientes y socios comer-
ciales, clave del éxito de Phoenix
Contact en estos Ultimos 25 afios
en Espana.

Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB v HDMI
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Para satisfacer la creciente de-
manda de mas interfaces de equipo,
Phoenix Contact sigue ampliando su
gama de conectores para datos para
una comunicacion fiable. Las nuevas
incorporaciones a la gama incluyen
conectores para placa de circuito im-
preso y patch cables en USB tipo Ay
C, asi como en HDMI tipo A.

Las variantes en USB tipo Ay C
estan disponibles en las versiones USB
2.0, asi como USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0
y USB 3.2 Gen. 2/USB 3.1. Los conec-
tores para datos para velocidades de
transmision de hasta 10 GBit/s son

adecuados como interfaces de servicio
0 para transmisiones permanentes
en aplicaciones protegidas. Las tres
direcciones de salida de los conectores
para placa de circuito impreso con
posibilidad de soldadura por ola o por
reflujo hacen que su uso sea flexible.

Los conectores para placa de cir-
cuito impreso HDMI 2.0 y los patch
cables de alta velocidad garantizan
una transmisién fiable de datos de
audio y video, asi como de Ethernet
(HEQ) en aplicaciones protegidas. Los
conectores para placa de circuito im-
preso estan disponibles en dos direc-

ciones de salida y han sido disefados
para el procesamiento en procesos de
soldadura por reflujo y de tecnologia
de montaje superficial automatizados.

Ademés de los productos para
USB y HDMI, los conectores para
datos establecidos, como el D-SUB,
forman parte de la gama tanto como
los nuevos conectores para datos para
RJ45, USB, HDMI, la conexién coaxial
y de cable de fibra éptica, asi como
para Single Pair Ethernet. Todos los
articulos se caracterizan por su alta
calidad y los servicios adicionales de
disefio.

Conectores para una produccion automatizada

La nueva serie de conectores crim-
pados Connexis de Phoenix Contact
optimiza la produccion automatizada,
garantizando asf la rapidez y precision
en las conexiones para placa de circui-
to impreso.

La rotulacién visible en el conector
macho hace que se eviten errores
de conexion en el montaje, tanto en
producciéon propia como en campo.
Los clientes pueden elegir entre una
amplia gama de serigrafias persona-
lizadas. Y para que la conexion sea
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inequivoca, Phoenix Contact ofrece
conectores macho y carcasas de base
codificados, pudiendo seleccionar
hasta tres codificaciones.

La familia Connexis consta de co-
nectores macho y carcasas de base
en direccion de conexion horizontal
o vertical, asf como pasamuros. Esto
permite tanto la conexion de equipos
como la conexion aérea mediante
conectores macho y hembra. Los con-
tactos crimpados estan disponibles
para cables de AWG 28 a AWG 14.

Con los pasos de 2,5 mm, 3,81 mmy 5,08 mm, los conectores de las gamas
D21, D31y D32 son aptos para alimentacion de sefiales y baja tension.
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por la tecnologia
y la innovacion

Conexién en red preparada
para el futuro

Soluciones para todas las interfaces de comunicacion

En las comunicaciones lloT los dispositivos estan enlazados en red, compartiendo
informacién entre si. Para este tipo de comunicacién, asi como para tecnologias futuras,
como por ejemplo SPE, Phoenix Contact dispone de una amplia cartera con diferentes
tecnologias de conexion. Adicionalmente, puede encontrar apoyo en nuestros servicios
de disefo: desde la descarga de archivos CAx hasta nuestro servicio de muestras exprés

Solicite una muestra gratuita en
phoenixcontact.com/leading-data-connectivity
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El nuevo sensor de co-
rriente de LEM para
inversores de traccién
en VE de alta potencia
ofrece el tamano mas
pequeno del mercado

LEM, empresa especializada en tec-
nologia de medida eléctrica, ha pre-
sentado un sensor, el méas pequeno
del mercado dentro de su segmento,
para que los disenadores de inverso-
res de traccion en vehiculos eléctricos
(VE) optimicen el tamanio, el peso y la
eficiencia de sus productos de modo
que los vehiculos puedan recorrer
mayores distancias entre cargas.

Distancia y velocidad de carga
son vitales en el competitivo sector
de los VE y, como todos los com-
ponentes del vehiculo, se necesitan
inversores de traccion integrados de
alta potencia, los cuales convierten
CC en CAy capturan energia para
el vehiculo con el fin de sumar a su
mayor rendimiento que sean tan pe-
quenas y ligeras como sea posible. El
nuevo sensor de corriente HSTDR de
LEM, que solo mide 29mm x 21mm
x 12mm y pesa 27g, es mucho mas
compacto que un sensor tradicional
de nucleo C, facilitando asi mucho
mas su integracion en inversores con
un espacio limitado.

El sensor permite que los inver-
sores de traccién funcionen con la
maxima eficiencia ya que combinan
una alta exactitud, un coste asequi-
ble y su capacidad de funcionar en
entornos exigentes (el sensor tiene
un rango de -40°Ca +125°Cy es lo
suficientemente robusto para resistir
vibraciones de hasta 10G). Gracias a
la tecnologia de efecto Hall en lazo
abierto y al disefo innovador del nu-
cleo magnético, el HSTDR ofrece una
excelente inmunidad frente a campos
externos e interferencias, asi como
una respuesta consistente a lo largo
de la frecuencia con una pequefa
dispersion entre dispositivos que ga-
rantiza un control mas exacto del par.

Este sensor es Unico, no solo
porque es un 42% mas pequeio
que su predecesor (HSNDR de LEM)
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sino también porque pesa un 50%
menos y su rango de medida es un
50% mayor. A ello se suman la mejor
exactitud de su clase y un error global
respecto a la temperatura y a la vida
util inferior al 3,5%. Al proporcionar
a los fabricantes de VE la posibilidad
de escoger entre diferentes rangos
de medida de corriente en la misma
carcasa, entre =300 Ay =1500 A,
el sensor garantiza la separacién gal-
vanica entre el circuito primario (alta
potencia) y el circuito secundario
(circuito electrénico), que también es
adecuado para sistemas de baterias
de 800V.

Los disefadores de LEM fueron
capaces de minimizar el tamano del
HSTDR, convirtiéndolo asi en el Unico
sensor para inversores de traccién
de VE, enlace de CC y medida de
corrientes trifasicas en integrar una
barra colectora, empezando por el
modelo anterior HSNDR, que encaja
a la perfeccion en la apertura mas pe-
quena posible del ntcleo. Ahora, con
el acceso a un conjunto totalmente
calibrado formado por ndcleo, barra
colectora y elemento de deteccion,
los disenadores de componentes
para coches y los fabricantes de VE
tendran la flexibilidad necesaria para
acortar aln mas el plazo de comer-
cializacién de sus productos.

Sofiane Serbouh, Product Mana-
ger Global para Control de Motores
de LEM, declard: “Gracias a sus 50
anos de experiencia en medidas eléc-
tricas, LEM sigue ampliando los limi-
tes y desarrollando las soluciones que
buscan los ingenieros de disefio en la
industria de automocion al trabajar
con inversores de traccion.

El reto de los disefadores es crear
componentes del VE que no solo
sean de alto rendimiento sino tam-
bién compactos y ligeros. El HSTDR
lo cumple a la perfeccion”.
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dsPICI3EV SV CAN-LIN Starter Kit
(Part # DM330018)

MICROCHIP

www.microchip.com

Gane un kit basico
dsPIC33EV 5V CAN-
LIN de Microchip

Gane un kit basico dsPIC33EV 5V
CAN-LIN (DM330018) de Micro-
chip con REDE y, si no gana, reciba
un 15% de descuento al comprar
esta tarjeta y su envio gratuito.

El kit basico dsPIC33EV 5V CAN-
LIN incorpora el DSC (Digital Signal
Controller) dsPIC33EV256GM106
para aplicaciones de automocién
y control de motores. Este kit con-
tiene puertos de datos serie para
CAN, LIN and SENT, una interfaz
de programacion/depuracién USB
independiente y espacio disponible
para anadir flexibilidad al entorno
de hardware de la aplicacion.

Esta tarjeta permite a los usua-
rios examinar tres formatos de
datos serie populares en la auto-
mocién y la industria (CAN, LIN
y SENT). El programador y de-
purador USB PICkitTM On-Board
(PKOB) facilita la programacién
sin necesidad de una interfaz de
hardware adicional. No hacen falta
otras herramientas externas para
programar el dispositivo.

La familia de DSC (digital sig-
nal controllers) dsPIC33EV de Mi-
crochip incorpora un ndcleo DSC
dsPIC® de 5V y 70 MIPS con avan-
zadas funciones integradas y es
ideal para funcionar en entornos
adversos como aplicaciones en
electrodomésticos, industria y au-
tomocién.

La familia dsPIC33EV de 5V se
suministra con potentes periféricos
integrados, como CAN, SENT, PWM
de alta velocidad, amplificadores
operacionales y Flash con cédigo de
correccién de errores para aumen-
tar la fiabilidad y la seguridad. La
familia de dispositivos dsPIC33EV
permite disenar sistemas de control
de motores de alto rendimiento y
precisién con una mayor eficiencia
energética. Se pueden utilizar para
controlar motores BLDC, sincronos
de iman permanente, de induccién
CA'y paso a paso. Estos dispositivos
son ideales para aplicaciones de
alto rendimiento de tipo general,
tactiles, conexién de sensores avan-
zados y control en los segmentos
de automocion, industria, consumo
y medicina.

Si desea ganar un kit basico ds-
PIC33EV 5V CAN-LIN o recibir un
15% de descuento al comprar esta
tarjeta y su envio gratuito, visite
https://page.microchip.com/REDE-
CAN.html e introduzca sus datos
en el formulario.
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Nuevo e-book de Qorvo
v Mouser Electronics
que explora el futuro
del diseno de automa-
viles

Mouser Electronics, Inc. ha anun-
ciado un nuevo e-book, en colabora-
cién con Qorvo, en el que se desta-
carén las innovaciones tecnolégicas
que estan cambiando el diseno de
los automoviles. En El futuro de la
automocion, expertos de Qorvo y
Mouser en la materia ofrecen ana-
lisis de tecnologfas ricos y practicos
que incluyen arquitecturas vehiculo a
todo (V2X), comunicaciones de ban-
da ultraancha (UWB) y cargadores en
placa (OBC) para vehiculos eléctricos.

La industria automouvilistica esta
experimentando una amplia gama de
innovaciones tecnolégicas. A medida
que los fabricantes de automoviles
invierten en el disefo de vehiculos
eléctricos, cambia también la for-
ma en la que propulsamos nues-
tros vehiculos. Al mismo tiempo, las
nuevas tecnologias y componentes
permiten el disefio de los vehiculos
conectados.

Estos automoviles avanzados
cuentan con mas opciones de se-
guridad que sus predecesores, a la
vez que son compatibles con toda
una variedad de nuevas opciones de
informacion y entretenimiento para
los pasajeros. El futuro de la auto-
mocién, el nuevo e-book de Mouser
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The Future of
Automotive

y Qorvo, ofrece una detallada colec-
cion de articulos que explora los pro-
ductos y las soluciones que sientan
las bases para estas innovaciones.

El e-book destaca la informacion
de producto de seis soluciones con-
cretas de Qorvo que conectan a los
disefiadores de automoviles con los
componentes que haran posible la
siguiente generacién de disefios au-
tomovilisticos.

El médulo frontal QPF1002Q para
automocién estd optimizado para
sistemas celulares V2X, y admite la
monitorizacién en tiempo real me-
diante transmision directa de baja
latencia en la banda de 5.9 GHz del
sistema inteligente de transporte
(ITS). El moédulo frontal QPF1003Q
Wi-Fi® de Qorvo esta disenado para
sistemas multiestandar y permite el
infoentretenimiento por Wi-Fi en
vehiculos conectados.

El e-book también incluye in-
formacién sobre el filtro RF BAW
QPQ2200Q de 5855-5925 MHz. Este
filtro QPQ2200Q permite la coexis-
tencia entre sefiales Wi-Fi y LTE con
las sefiales C-V2X/DSRC de un vehi-
culo conectado y es compatible con
el conjunto de funciones simultaneas
requeridas para una experiencia au-
tomovilistica de nueva generacion.

La gama de productos de Qorvo,
disponible en Mouser, incluye ampli-
ficadores, controladores, transistores
y kits de evaluacion. Para saber mas
sobre Qorvo, visite https://eu.mouser.
com/manufacturer/qorvo/.

Para leer el nuevo e-book, vaya a
https://eu.mouser.com/news/qorvo-
automotive-design/qorvo-future-
automotive-ebook.html.

B i sy Ll L

Mas
entregas

La seleccion mas amplia de
semiconductores y componentes
electrénicos disponibles en almacény
listos para su envio™

L] iy e
I
= . . "
-
— 1 I
CTon
= =

mouser.es

' MOUSER

ELECTRONICS


https://eu.mouser.com/manufacturer/qorvo/
https://eu.mouser.com/manufacturer/qorvo/
https://eu.mouser.com/news/qorvo-automotive-design/qorvo-future-automotive-ebook.html
https://eu.mouser.com/news/qorvo-automotive-design/qorvo-future-automotive-ebook.html
https://eu.mouser.com/news/qorvo-automotive-design/qorvo-future-automotive-ebook.html
https://www.mouser.com

Noticias

TOSHIBA

www.toshiba.semicon-storage.com

Toshiba anuncia nuevos
switches de 8 canales
de Hs y Ls para contro-
lar cargas en aplicacio-
nes industriales

Los nuevos dispositivos aumentan
la eficiencia, reducen el tamafo y
amplian la temperatura de funcio-
namiento

Toshiba Electronics Europe GmbH
ha lanzado dos productos de po-
tencia inteligentes para controlar el
accionamiento de cargas resistivas
e inductivas, incluyendo motores,
solenoides y ldamparas en aplicaciones
como controladores légicos progra-
mables dentro de equipos industria-
les.

Los nuevos productos de con-
mutacion de potencia constan de 8
canales y son switches de High Side

- Hs (TPD2015FN) y Low Side - Ls
(TPD2017FN). Ambos dispositivos se
benefician del Ultimo proceso de dis-
positivos analdgicos de Toshiba (BiCD)
que combina tecnologias bipolares,
CMOS y DMOS.

Ambos productos se alojan en el
pequefio encapsulado SSOP30 de
0,65 mm de paso, que mide sélo 9,7
X 7,6 X 1,2 mm. Esto ofrece una
reducciéon de alrededor del 29% en
area de montaje y del 20% en altura
con respecto al encapsulado SSOP24
(13,0 x 8,0 x1,5 mm) que se utili-
za para productos actuales como el
TPD2005F y el TPD2007F, reduciendo
asi el tamano de los disefios.

En cuanto al rendimiento eléc-
trico, la resistencia de encendido
(RDS(ON)) de ambos dispositivos es
de 0,4Q, mas de un 50% menos que
la de los productos actuales de Toshi-
ba, lo que mejora significativamente
la eficiencia operativa y mejora el
rendimiento térmico. Los robustos
switches de potencia son capaces de
funcionar a temperaturas (Topr) de
-40°Ca +110°C con una temperatura

de unioén (Tj) de hasta +150°C, lo que
garantiza su idoneidad para entornos
industriales exigentes.Ademas, ambos
productos incorporan circuitos de
proteccion contra sobrecorriente y
circuitos de proteccion contra so-
bretemperatura, lo que garantiza la
fiabilidad de los equipos en los que
se utilizan. Los nuevos dispositivos
empiezan a comercializarse hoy. Para

acceder a las hojas de datos de estos

dos dispositivos, visite:

* TPD2015FN: https://toshiba.semi-
con-storage.com/eu/semiconduc-
tor/product/intelligent-power-ics/
detail. TPD2015FN.html

e TPD2017FN: https.//toshiba.semi-
con-storage.com/eu/semiconduc-
tor/product/intelligent-power-ics/
detail. TPD2017FN.html

Los nuevos MOSFET
de potencia de canal N
aprovechan las avan-
zadas capacidades de
disipacioén de calor para
soportar mayores co-
rrientes de automocion

Los dispositivos de 40 V ofrecen
elevadas capacidades de corriente
¥ menores cifras de resistencia a la
conexion en encapsulados [-TOGLTM

Toshiba Electronics Europe GmbH
ha lanzado dos nuevos MOSFET de
potencia de canal N de 40 V para
automocion que tendran un impacto
real en los disefios de vehiculos de
préxima generacién. Los modelos
XPQR3004PB y XPQ1R004PB utilizan
el innovador formato encapsulado
de gran transistor alas de gaviota,
conocido como L-TOGLTM.

Gracias a sus encapsulados L-TO-
GL y a las caracteristicas mejoradas
de disipacién del calor derivadas, los
nuevos MOSFET de Toshiba estan al-
tamente optimizados para gestionar
grandes corrientes. Cada uno de ellos
presenta elevados valores nomina-
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les de corriente de drenaje (400 A
para el XPQR3004PBy 200 A para el
XPQ1R004PB), ademas de valores de
resistencia de activacion lideres en el
sector (0,3 mQ para el XPQR3004PB
y 1 mQ para el XPQ1R0O04PB).

En estos dispositivos no hay es-
tructura de poste interna (conexion
soldada). Esto se consigue conec-
tando los cables fuente y exterior
con un innovador clip de cobre. El
uso de una estructura multipolo para
los cables fuente reduce la resistencia
del encapsulado (y las pérdidas aso-
ciadas) en aproximadamente un 70%
en comparacién con el encapsulado
TO-220SM(W) existente. La corriente
de drenaje (ID) nominal resultante del
XPQR3004PB representa un aumento
del 60% con respecto al actual TKR-
74F04PB, alojado en el encapsulado
TO-220SM(W). Ademas, el robusto
marco de cobre reduce sustancial-
mente la impedancia térmica entre
la uniény la carcasa. Es de 0,2 °C/W
para el XPQR3004PB y de 0,65 °C/W
para el XPQ1R004PB. Esto facilita
la disipaciéon del calor, reduce las
temperaturas de funcionamiento y
mejora la fiabilidad.

Los modelos XPQR3004PB vy
XPQ1R004PB, disefados para su
uso en aplicaciones exigentes de au-
tomocion a temperaturas de hasta
175 °C, cuentan con la certificacion
AEC-Q101.

Sus conductores en ala de gavio-
ta reducen la tension de montaje y
facilitan la inspeccién visual, contri-
buyendo asi a mejorar la fiabilidad de
la unioén soldada.

Cuando se utilizan en aplicaciones
de automocién de alta corriente,
como relés semiconductores o gene-
radores de arranque integrados (ISG),
los XPQR3004PB y XPQ1R004PB per-
miten simplificar los disefos y reducir
el nimero de MOSFET necesarios.
Esto permite reducir el tamano, el
peso y los costes.

Ya han comenzado los pedidos en
serie de estos dispositivos.
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www.recom-power.com
Convertidor CA/

CC de 30W es muy
versatil

RECOM amplia su gama de conver-
tidores CA/CC de montaje en placa.

La amplia gama de converti-
dores CA/CC de baja potencia de
RECOM se ha ampliado aln mas
con una pieza de 30W en un ta-
mano de encapsulado lider en su
clasede 1,6" x 2" x 1" (40 x 52,5 x
25,5mm). La serie RACM30-K/277
es de gran eficacia y proporciona
30W de potencia continua (36W
de pico) en un rango ambiental de
-40°C a +60°C en aire libre y hasta
+90°C con reduccion de potencia.
El rango de entrada extra amplio
es de 85 VCA a 305 VCA (120V a
430VCQ) y las salidas reguladas y
totalmente protegidas disponibles
son de 5V, 12V, 15V, 24V, +/-12V

y +/-15V, clasificadas como «fuen-
te de alimentacién limitada». Las
piezas aislantes de clase Il estan
clasificadas para entornos dificiles
de categoria de sobretension Il
(OVC ) y grado de contaminaciéon
3 (PD3) hasta 5000m de altitud
y las certificaciones de seguridad
incluyen audio/video, Tl, equipos
de prueba, industrial, doméstico y
médico MOPP, con un aislamiento
nominal de 4 kVCA/1 min. La disi-
pacion en vacio/en espera cumple
los requisitos de disefio ecoldgico
con curvas de eficiencia casi planas
hasta cargas ligeras y todas las pie-
zas cumplen las normas CEM de la
clase B con un amplio margen sin
componentes externos, incluso con
salidas conectadas a tierra.

La serie RACM30-K/277 utiliza
un encapsulado sin silicona y estéa
disponible como mdédulo de mon-
taje en placa con una disposicion
de patillas estandar de la industria.
Opcionalmente, las piezas estan
disponibles con cables volantes o
como montaje en panel con ac-
cesorios de clip para permitir el

Noticias

montaje en carril DIN. Las aplica-
ciones tipicas de la serie incluyen la
alimentacion doméstica en carga-
dores de vehiculos eléctricos, auto-
matizacion industrial, iluminacién,
|oT, medicina y sistemas de energia
inteligente.

Michael Schrutka, MSc. Director
de productos CA/CC de RECOM,
comenta: «Estos convertidores CA/
CC econémicos son muy versétiles.

Con su amplio rango de entrada y
sus completas especificaciones de
seguridad, CEM y medioambienta-
les, constituyen un disefo rapido y
sencillo para casi cualquier aplica-
cion global.»

Las piezas incluyen una garantia
de tres afos y las muestras y los
precios OEM estan disponibles en
todos los distribuidores autorizados
o directamente en RECOM.
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IN-HOUSE EMBEDDED
DEVELOPMENT
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For more information please visit
www.data-modul.com

Los expertos en
Embedded

Como experto lider en el campo de las tecnologias
Embedded, soluciones tactiles y de displays indus-
triales, ofrecemos a nuestros clientes soluciones in-
dividuales y eficientes para la interaccion entre
hombre y maquina. Beneficiese de nuestra amplia
gama de placas embedded basadas en x86 y ARM,
asi como de nuestras soluciones y servicios de

sistemas embedded profesionales.

IN-HOUSE DESIGN
& MANUFACTURING
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MCX ofrece una nueva
generacion de MCUs

La adopciéon de microcontrolado-
res (MCUs) de 32 bits en un mercado
dominado anteriormente por dispo-
sitivos de 8 y 16 bits ha aumentado
vertiginosamente en las dos Ultimas
décadas. La demanda de MCUs de
32 bits superé al de los productos
de 8 y 16 bits hace ya una década.
Y en la actualidad, las ventas de dis-
positivos de 32 bits siguen creciendo
con fuerza en comparacién con las
de aquellos dispositivos de menores
prestaciones. Las razones son claras:
hay muchas aplicaciones que requie-
ren el aumento de capacidad de me-
moria y velocidad de procesamiento
que ofrecen arquitecturas de 32 bits
como la familia Arm® Cortex®-M.

La conectividad sigue siendo un
elemento clave en el disefio de mu-
chos productos, de modo que los
dispositivos no se limitan a infor-
mar de su estado y recibir érdenes
a distancia, sino que forman parte
de un sistema mas amplio en el que
multiples dispositivos del Internet de
las cosas (loT) colaboran para hacer
posibles aplicaciones mas sofistica-
das. Esto no solo impulsa la deman-
da de capacidad de comunicaciones
inaldmbricas integradas, sino de un
entorno de seguridad que garantice
que los dispositivos no puedan verse
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comprometidos por ataques remo-
tos o por usuarios malintencionados.
El rendimiento que integran tam-
bién es crucial. El éxito comercial
de la inteligencia artificial (I1A) y el
aprendizaje automatico (ML) en el
ambito de los servidores esta impul-
sando la evolucién de las mismas
tecnologias en el “Edge”. Tanto los
usuarios de aparatos de consumo
como los usuarios de aplicaciones
industriales quieren una respuesta
rapida que soélo es posible con inte-
ligencia local. Eso significa no tener
que depender de la transmisién de
grandes cantidades a la nube, sobre
todo si los dispositivos embebidos
sélo tienen acceso a conexiones
poco fiables o con poco ancho de
banda. La preocupacién por la pri-
vacidad también ha surgido en los
ultimos afos, proporcionando otra
razén para realizar funciones de ML
localmente para evitar que datos
potencialmente sensibles se trans-
mitan por Internet. El subsistema de
seguridad integrado proporciona la
proteccion necesaria para un arran-
que seguro y que ningun cédigo
malicioso pueda alterar el sistema.
Aunque necesiten mas presta-
ciones y rendimiento, los usuarios
mas veteranos no quieren perder
la experiencia acumulada durante
muchos afios de uso de MCUs como
las de las grandes familias LPC y
Kinetis cuando migren a una nueva
plataforma. Estas consideraciones
impulsaron la especificacion no sélo
de las familias MCX de microcontro-
ladores, sino también del software
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MCX MCUs

y la infraestructura de la cadena de
suministro que las rodea.

A la hora de disefiar el hardware
con la familia MCX, NXP se propuso
crear variantes capaces de responder
a la enorme variedad de exigencias
qgue se plantean actualmente en
el dmbito de los MCUs de 32 bits.
NXP tomé como punto de parti-
da el potente pero eficiente nlcleo
Cortex-M33. Alrededor del nucleo
hay periféricos adaptados a cada
aplicacion y mercado. La gama de
productos abarca desde dispositivos
de bajo consumo de la serie MCX
L y MCU de bajo coste de la serie
MCX A, hasta las funciones avanza-
das de la serie MCX N, con hasta 4
MB de memoria flash integrada y 1
MB de SRAM. Otro ejemplo de esta
diferenciacién interna reside en las
funciones de seguridad que ofrece
cada familia.

Disefiada para sistemas embe-
bidos de alto rendimiento, la serie
MCX N incorpora el subsistema de
seguridad EdgelLock®, que propor-
ciona una implementaciéon “root-
of-trust” en el silicio. El hardware
incluye motores de aceleracion
criptogréafica que estan protegidos
contra los ataques de canal lateral
que se utilizan cada vez mas contra
los sistemas basados en MCU para
obtener acceso a las claves privadas
que contiene el sistema.

Sélo se cargarén y prepararan
para su ejecucion los bloques de c6-
digo que lleven la firma criptografica
correcta. Esto garantiza que incluso
si un atacante encuentra la forma de
cargar un binario comprometido, ya
sea a través de la red o utilizando el
acceso a memoria local en flash, el
MCU rechazara el cédigo y volverd

a una versién auténtica del codigo
de arranque si esta disponible. Por
Gltimo, la serie MCX A, optimizada
para aplicaciones en tiempo real
como el control de motores, ofrece
funciones de seguridad esenciales.
Entre ellas se incluyen la capacidad
de controlar el acceso a la memoria
en chip y el control del ciclo de vida
del producto, con opciones de ac-
tualizacion sobre el terreno y control
sobre el puerto de depuracion.
Todo ello respaldado por una
cadena de seguridad que no sélo
garantiza que las credenciales de
seguridad son especificas de cada
dispositivo fabricado, sino que pue-
de utilizarse para proteger a los
fabricantes de equipos originales
frente a amenazas como el “over-
building” por parte de fabricantes
subcontratados. Para la gama MCX,
NXP ofrece soporte para la gestién
de claves y la verificacién de dispo-
sitivos, lo que facilita a los OEM la
creacion de sistemas loT que puedan
conectarse automaticamente a ser-
vidores de aplicaciones y demostrar
su autenticidad. La implementacion
de estas politicas preconfiguradas de
seguridad y gestién de claves permi-
te a los fabricantes de dispositivos
simplificar el camino hacia la certifi-
cacion y evitar costosos errores y, por
tanto, ahorrar tiempo de desarrollo.
Dado que MCX representa la ar-
quitectura de continuacion de las
familias existentes LPC y Kinetis de
MCU basadas en Arm Cortex M, un
atributo clave de la nueva familia es
el uso continuado de un entorno
de desarrollo unificado que permite
a los desarrolladores trasladar su
inversion en ingenierfa en esos MCU
anteriores a nuevos disefios.
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Harwin presenta sus
conectores industria-
les econémicos y de
alto rendimiento en Em-
bedded World

Harwin aprovechara la préxima
edicion de Embedded World (NGrem-
berg, 14-16 marzo) para dar a conocer
su nuevo catalogo de productos BBI.
Estos conectores placa-placa de alta
densidad estédn destinados a aplica-
ciones industriales exigentes al garan-
tizar su funcionamiento a largo plazo.
El catdlogo de BBi esta formado por
componentes para accionamientos y
controles, hardware basado en el bor-
de (edge), sistemas de automatizacion,
robodtica, instrumentacion y equipos de
monitorizacién, infraestructura IloT,
contadores inteligentes, etc.

Cada producto de la categoria BB
de la compania tiene caracteristica
que lo optimiza para unos determi-
nados requisitos funcionales. Estas
son algunas de las diferentes opciones
disponibles:
¢ Conectores de la serie Archer .8

con un paso de 0,8mm. Estos

componentes de doble fila y bajo
perfil son idéneos para tarjetas con
placas madre e hija de tipo mezza-
nine. Admiten las velocidades de
transmision de datos de 24Gbps
necesarias en las redes industriales
de Ultima generacion.

* Conectores de la serie Archer .5 con
un paso de 0,5mm. Estos compo-
nentes ultracompactos, suminis-
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trados en versiones de 30, 40, 80 y
100 patillas, estan indicados incluso
para los entornos con més limita-
ciones de espacio. Su paso fino no
les impide manejar corrientes en el
contacto de hasta 0,5A.

* Conectores de la serie Archer Kon-
trol con un paso de 1,27mm. Se
pueden suministrar con orienta-
ciones en paralelo, entre bordes
y en angulo recto con alturas de
apilamiento de 20mm a 8mm. Su
corriente nominal es de 1,2A por
contacto. También hay productos
de cableado disponibles en stock
para estos conectores (en numero-
sas longitudes y configuraciones).

Estas tres series se caracterizan por
su construccion robusta. Sus disefios
totalmente revestidos los protegen
frente a danos potenciales en las ins-
talaciones industriales mas exigentes,
mientras que la polarizacién ayuda a
facilitar su conexién a ciegas.

“Las exigencias impuestas por la
instalacién industrial sobre las interco-
nexiones pueden ser muy altasy nunca
hay dos aplicaciones exactamente igua-
les sino que a menudo se observan im-
portantes variaciones entre diferentes
situaciones”, explica Ryan Smart, Vice-
presidente de Desarrollo de Productos
de Harwin. “La disponibilidad de estas
series de conectores en un Unico cata-
logo especializado facilita mucho las
cosas a nuestros potenciales clientes.
Pueden estudiar las diferentes opciones
ofrecidas, compararlas y contrastar sus
caracteristicas antes de escoger la que
mejor se ajusta a sus criterios”.

Para mas informacién sobre la
gama BBi de Harwin, visite: https://
www. harwin.com/BBi

// WWW.HARWIN.COM O

HARWIN

CONECTE
TECNOLOGIA
CON
CONFIANZA.

Los productos de conexion de Harwin han
demostrado en rigurosos ensayos que
pueden funcionar bajo niveles extremos
de choques, vibraciones y temperatura.

Conectores de alta fiabilidad
Soluciones de blindaje para EMC

Interconexion placa-placa
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e La miniaturizacion tiene un im-
pacto en casi todas las industrias,
desde la automotriz y de produc-
tos de consumo hasta los centros
de datos y dispositivos médicos,
a medida que se comprime cada
vez mas funcionalidad en espacios
mas pequenos

e Se necesitan habilidades inter-
disciplinarias en ingenieria eléc-
trica, mecanica y manufacturera
para optimizar las oportunidades
de miniaturizacién y eliminar los
obstaculos

* Los disenadores deben ‘pensar en
grande en reducir’ para redefinir
las innovaciones en conectividad
a fin de satisfacer los requisitos
de procesamiento de las E/S, la
potencia y las comunicaciones

Molex ha publicado un informe
nuevo acerca de la miniaturizacion en
el disefio de productos, en el que se
destaca la necesidad de conocimien-
tos especializados interdisciplinarios
en ingenieria de disefio y manufac-
tura para integrar una acometida
de funciones y funcionalidad cada
vez mas sofisticadas en espacios en
constante reduccion.

El informe, “Mastering Miniatu-
rization, Expert Perspectives”, ofrece
perspectivas respecto a como equili-
brar las principales concesiones que
se deben hacer para cumplir con
los requisitos de costo y espacio en
productos electronicos densamente

Mastering
Miniaturization

Innowvation: 7 Expeart
Porspectives

22

Molex publica informe sobre la miniaturizacién que destaca las
perspectivas de expertos vy las innovaciones en la ingenieria de
diseno de productos vy la conectividad de tecnologia de punta

compactados en un entorno de cre-
ciente demanda de productos mas
livianos y pequefos.

«Los ingenieros de diseno deben
‘pensar en grande en reducir’, espe-
cialmente para aplicar conectores de
alta velocidad a placas de circuitos
impresos (PCB) de manera fiable»,
dijo Brian Hauge, VPS y presidente
de Soluciones para el Consumidor
y Comerciales de Molex. «Se nece-
sitan conocimientos especializados
interfuncionales en la ingenierfa de
procesos eléctricos, mecanicos y
manufactureros para producir in-
terconexiones microelectrénicas que
funcionan a velocidades més altas sin
sacrificar la fiabilidad a largo plazo y
manteniendo la viabilidad comercial.
Las capacidades de miniaturizacion
lideres en la industria de Molex es-
tan respaldadas por un legado de
creacion de las soluciones de conec-
tividad més pequenas, densas y avan-
zadas disponibles en la actualidad».

A medida que la miniaturizacion
sigue permeando todas las indus-
trias y categorias de aplicaciones,
los disenadores de productos deben
equilibrar factores contrapuestos,
que incluyen:

* Gestidn de la potencia y térmica

* Integridad e integracién de se-
fiales

* Integracion de componentes y
sistemas

e Esfuerzo mecénico y manufac-
turabilidad

¢ Precision, fabricacion en volumen
y costos

El informe aborda las tendencias
de miniaturizacion en los dispositi-
vos usados por el consumidor y los
ponibles médicos, asi como la de-
manda de productos electrénicos y
conectores méas pequenos y livianos
en las aplicaciones automotrices,
de centros de datos e industriales.
Asimismo, las observaciones de ex-
pertos de diferentes sectores escla-
recen como la miniaturizacién esta
teniendo un impacto en fabricas,
centros de datos, automoviles, poni-
bles médicos, teléfonos inteligentes,
la evolucion de 5G, y mas.

La miniaturizacién redefine la
innovacion

Estos ejemplos de algunas de las
soluciones innovadoras de Molex
que cambian las reglas del juego
ayudan a destacar las diversas ma-
neras en que la miniaturizacién esta
redefiniendo la innovacién al reducir
el tamano, el peso y la colocacion de
los componentes y conectores:

e Conectores placa a placa Quad-
Row. Los conectores placa a
placa mas pequefios del mundo
tienen una disposicion escalona-
da de los circuitos que ahorra un
30% de espacio para adecuarse
a teléfonos inteligentes, relojes
inteligentes, ponibles, consolas
de juegos y dispositivos de rea-
lidad aumentada/realidad virtual
(ARVR).

* Arquitecturas de vehiculos de
siguiente generacién. Molex
estd impulsando el desarrollo
de arquitecturas zonales, que
reemplazan los arneses de ca-
bles tradicionales con puertas de
enlace zonales que agrupan las
funciones del vehiculo por ubi-
cacion, e utilizan conectores en
menor ndmero y mas pequefos,
mas potentes y mas resistentes.

* Conectores 5G25 Flex-to-Board
para RF mmWave. Estos micro-
conectores combinan un tamafo

compacto y una integridad de
sefial superior para producir un
cambio importante en el rendi-
miento que satisface las exigen-
cias de las aplicaciones mmWave
de 5G de hasta 25 GHz.

* NearStack On-the-Substrate
(OTS). La soluciéon ‘directo
al chip’ coloca los conectores
NearStack directamente sobre
el sustrato del chip y permite el
uso de interconexiones de alta
densidad con 112 Gbps de trans-
misién a través de distancias mas
largas.

Perspectivas de Molex sobre el
mercado

e Kyle Glissman, gerente global de
productos, Divisiéon de Transpor-
te de Molex: «La capacidad de
pasar a terminales de 0.5 milime-
tros tiene un efecto acumulativo,
ya que hay una densidad mucho
mejor para que quepan mas ca-
pacidades y mas contenido en un
espacio mas pequenon.

* Kenji Kijima, director de solu-
ciones moviles, Soluciones para
el Consumidor y Comerciales
de Molex: «Con 5G, se necesi-
tan mas modulos de antenas y
funcionalidad RF dentro del te-
|éfono, asi como baterias mas
grandes para mayor potencia, lo
que genera presion para reducir
los otros componentes».

e Brett Landrum, VP, Innovacion y
Disefio Global, Phillips-Medisize,
una compania Molex: «La mi-
niaturizacién estd impulsando la
usabilidad, a la vez que lleva el
disefio de conexiones con el ser
humano al siguiente nivel».

e Gus Panella, director de tecnolo-
gia de interconexion, Soluciones
Especializadas de Datos de Mo-
lex: «Las aplicaciones son las que
estan determinando la densidad
de las E/S, lo que a su vez esté
forzando los limites de la fisica
de los materiales para las PCB y
ha llevado a trasladar los conec-
tores a un sustrato de silicona».
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Kolbi

Il TRACO POWER

e Convertidor de 30W en
encapsulado metélico de 1" x
1

* Disefo eficiente

e Amplio rango de voltaje de
entrada de 4:1: 9-36 y 18-75
VDC

e Rango de temperatura de
funcionamiento -40 a +60 °C
sin derating

e Aislamiento I/0 de 1500 VDC

e Proteccion contra sobrecarga,
sobretensién y cortocircuito

¢ Funcion de encendido/apagado
remoto y funcién de Trim

e Disipador de calor opcional
para aumentar el rango de
temperatura

¢ Garantia de producto de 3 afios

Noticias

KOLBI ELECTRONICA, S.A.
T. +34 944 43 99 00
www.kolbi.es / kolbi@kolbi.es

Serie de THL 30WI

Calidad Traco para disenos eficientes - Convertidor DC/DC de 30W

La serie THL 30WI amplia el
portafolio de convertidores DC/DC
de 30W de Traco Power con una
nueva generacién de convertido-
res en encapsulado metélico de
1" x 1"”. Enfocados en combinar
eficiencia de coste y calidad, esta
serie de convertidores aislados DC/
DC de alto rendimiento de 30W
es adecuada para numerosas apli-
caciones.

Los convertidores tienen un
formato de 1x1” con encapsula-
do metalico y ofrece funciones
integradas de encendido/apagado
remoto y funciéon trim. Su alta efi-
ciencia de hasta el 88% permite
que el convertidor opere desde
-40°C hasta +60°C sin derating.

UL 2353681 KL 070681

Todos los modelos cuentan con un amplio rango de tensiénde entrada
4:1 y salidas reguladas y aisladas de forma precisa.

La serie cumple con las Ultimas certificaciones de seguridad IT (UL
62368-1) y es adecuada para usos en equipos moviles, instrumentacioén,
arquitecturas de alimentacién distribuidas en electrénica de comunica-
cién e industrial y en todos los lugares en los que la eficiencia de costos
y la calidad son factores criticos.

TRACO POWER

Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

Serie TRV 1M/2M

Convertidor DC/DC de 1y 2 vatios
con alto aislamiento para uso
médico e industrial

oo
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c us
ES 60601-1
UL 62368-1

CB

Scheme

IEC 6060 1-1
IEC 62368-1

® Tension de aislamiento de E/S de 5000 V AC (reforzado)

= Amplio rango de voltaje de entrada 1,5:1

= Rango de temperatura de servicio entre -40 hasta +80°C
sin reducir la potencia

= Certificacion acorde a la tercera edicion de IEC/EN/ES 60601-1
para 2XMOPP y IEC/EN/UL 62368-1

Rango de entrada Voltaje de salida

TRV 1M 1 vatio +10% 5000 VAC (reforzado) 3,3|5|12[15|+£5|+12|+x15VDC SIP-9

TRV 2M 2 vatios 1,5:1 5000 VAC (reforzado) 3,3|5]|12|15|*5|+12|*15VDC SIP-9
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Moxa presenta el primer
ordenador industrial del
mundo con certificacion
de dispositivo anfitridon
IEC 62443-4-2

Con el lanzamiento de la dltima plata-
forma Moxa Industrial Linux 3 (MIL3),
Moxa pone en el mercado el primer
dispositivo anfitrion del mundo con
certificacion IEC 62443-4-2, la serie
UC-8200 de ordenadores basados en
procesador Arm. La certificacion IEC
62443-4-2 garantiza que los ordena-
dores ultra finos UC-8200 de 4 cm de
grosor proporcionan una plataforma
Linux de seguridad que integra una
serie de caracteristicas de hardware y
software seguro por disefio para pro-
teger los datos y la infraestructura lloT
de las ciberamenazas.

“La serie UC-8200 de Moxa en la
plataforma MIL3 constituye el primer
dispositivo anfitrion del mundo que
obtiene la certificacion ISAVIEC 62442-
4-2", dice Pascal LeRay, director de ci-
berseguridad de Bureau Veritas (BV), el
organismo de certificacion mundial que
emitié la certificacién ISASecure CSA
de nivel de seguridad 2 para la serie
UC-8200 de ordenadores industriales.

“Es un gran honor ayudar a Moxa
a obtener satisfactoriamente la certifi-
cacion [EC 62443-4-2 para facilitarle a
la compania la comprension global de
los temas de seguridad y la calidad del

desarrollo del producto mediante la
IEC 62443 y mejorar su competitividad.
Los estandares universales IEC 62443
de control industrial y de seguridad
de la informacién se han convertido
en requisitos técnicos obligatorios en
muchos paises. Ademas, con el au-
mento de la demanda de seguridad
del producto, la importancia de la cer-
tificacion IEC 62443-4-2 ha aumentado
de manera significativa, haciendo que
un nimero mayor de clientes pidan la
certificacion del nivel de seguridad a
los fabricantes para sus equipos del loT
industrial”, afade Pascal LeRay.

Plataforma con certificacion de sequ-
ridad para el desarrollo eficiente de la
aplicacion

"El ordenador de la serie UC-8200
con certificacién IEC 62443-4-2 fa-
cilita a los propietarios de activos e
integradores de sistemas la integracién
de aplicaciones lloT ofreciéndoles una
plataforma segura que ya ha sido pro-
bada y validada”, dice George Y Hsiao,
director de producto de Moxa IPC Bu-
siness. “Sin una plataforma certificada
semejante, los propietarios de activos
y los integradores de sistemas tendrian
que dedicar un tiempo valioso a probar
y validar la seguridad de la plataforma
de computacién y sus componentes
antes de integrarlos en sus aplicaciones.
Este proceso es necesario para garanti-
zar la seguridad global del sistema lloT,
aunque puede ser un proceso largo”.

El ordenador de la serie UC-8200
tiene una guia para reforzar la sequ-
ridad que ayuda a mantener la segu-
ridad del ordenador durante todo su
ciclo de vida, desde la integracion e
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instalacion hasta el funcionamiento,
mantenimiento y retirada del servicio.
También incluye una utilidad de diag-
nostico de seguridad que ayuda a los
clientes a comprobar que el ordenador
de la serie UC-8200 sigue cumpliendo
la certificacion [EC 62443-4-2 durante
la etapa de integracion.

Aumento de la resiliencia operativa

El avance de la convergencia OT/IT
exige una mayor seguridad de redes,
proteccién de terminales, mayor fiabili-
dad y una larga vida Util, caracteristicas
todas ellas que son fundamentales para
el desarrollo de la siguiente genera-
cién de sistemas industriales loT que
puedan defenderse con eficacia de las
ciberamenazas.

* Hardware de raiz de confianza

El ordenador de la serie UC-8200
incorpora un fusible programable una
sola vez (OTP) y tecnologia TPM 2.0
(mdédulo de plataforma fiable) para
establecer una cadena de confianza
basada en hardware que salvaguarde el
proceso de arranque seguro y las actua-
lizaciones de software. De esta manera
se impide que los hackers se hagan
con el control del dispositivo durante
el arranque y evita que se puedan usar
actualizaciones maliciosas para utilizar
malware.

* Recuperacion fiable y répida

La disponibilidad del dispositivo es
un aspecto fundamental de los siste-
mas de automatizacién y control indus-
triales (IACS). Por ello, Moxa Industrial
Linux 3 (MIL3) estd equipado con uti-
lidades rapidas de copia de seguridad
y recuperacion, ademas de opciones
de recuperacién automatizada del
sistema basadas en una arquitectura
superpuesta de sistema de ficheros.
Esto contribuye a reducir los tiempos
de inactividad en el caso de que se
produzca un fallo de seguridad, un
fallo del proceso o se corrompa un
archivo, como cuando se produce un
corte de energia durante una actuali-
zacion critica.

* Sdlida conectividad y gestion de
la red
MCM (Moxa Connect Manager)
optimiza perfectamente la disponibili-
dad de redes LAN y WAN cambiando
automaticamente entre conexiones
Ethernet, Wi-Fi y LTE, minimizando asi

los tiempos de inactividad causados
por la no disponibilidad de red o los
ataques DOS.

* Soporte superior a largo plazo
Moxa ofrece un soporte post-venta
a largo plazo y distribuciones basadas
en Debian con ciclos de vida de 10 afios
para dar soporte a sistemas equipados
con UC-8200, incluidos parches de
seguridad, correcciones de errores y
acceso al equipo de respuesta Moxa
Product Security Incident Response
Team (PSIRT), que realiza un enfoque
proactivo para proteger los productos
Moxa de las vulnerabilidades de ciber-
seguridad y minimizar y gestionar de
manera eficaz los riesgos de seguridad.

Caracteristicas principales de la serie

UC-8200

e Desarrollo segun estandar IEC
62443-4-1y conforme con el estan-
dar de ciberseguridad industrial de
nivel de seguridad 2 IEC 62443-4-2

* Herramienta de diagndstico confor-
me con |[EC 62443-4-2 y guia para
reforzar la seguridad

» Conmutacion automatica ante error
entre conexiones Wi-Fi, movil y
Ethernet para una mayor fiabilidad
y alta disponibilidad

» Conmutacion automética ante error
del sistema para realizar una re-
cuperacion del sistema y copia de
seguridad de ficheros TPM 2.0 para
autenticacién de raiz de confianza
de hardware para evitar manipula-
cion o que software malicioso tome
el control

» Sistema de deteccién de intrusion
basado en host (HIDS) y seguimien-
to de seguridad de red

* Ranura opcional mévil integrada y
ranura adicional mini PCl Express
(mPCle) para médulos Wi-Fi

* Moxa Industrial Linux 3 con soporte
a largo plazo de 10 afios

Para obtener mas informacién y
caracteristicas técnicas del ordenador
industrial de la serie UC-8200 y MIL-3,
visite las paginas del producto:

*  Serie UC-8200:
https://www.moxa.com/en/pro-
ducts/industrial-computing/arm-
based-computers/uc-8200-series

¢ MIL3:
https://www.moxa.com/en/pro-
ducts/industrial-computing/system-
software/moxa-industrial-linux
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congatec

www.congatec.com

impulso definitivo al

rendimiento que

aplicaciones edge consolidadas estaban esperando

Congatec amplia su gama de médulos Computer-on-Modules COM-HPC con procesador Intel Core de 132 Generacién para incluir
variantes de gama alta con zécalo LGA

Congatec anuncia la disponi-
bilidad de nuevos médulos COM
(Computer-on-Modules) COM-
HPC Client basados en variantes
de procesador de gama alta de la
132 Generacién de procesadores
Intel Core. El lanzamiento amplia
la gama, ya disponible, de médulos
COM-HPC de altas prestaciones
con procesadores soldados para
incluir las variantes con socket
aun més potentes de esta genera-
cién de procesadores. Los nuevos
médulos COM conga-HPC/cRLS
en formato COM-HPC Tamano C
(120x160mm) se dirigen a areas
de aplicaciéon que requieren un
rendimiento multintcleo y multi-
hilo especialmente sobresaliente,
grandes cachés y enormes capa-
cidades de memoria combinadas
con un gran ancho de banda y una
avanzada tecnologia de E/S. Los
mercados a los que se dirigen son
aplicaciones industriales, médicas
y de vanguardia avidas de rendi-
miento que utilizan inteligencia
artificial (IA) y aprendizaje auto-
matico (ML), asf como todo tipo de
soluciones de sistemas embebidos
y de vanguardia con requisitos de
consolidacién de cargas de trabajo
para las que congatec también so-
porta tecnologias de hipervisor en
tiempo real de Real-Time Systems.
“Con actualmente hasta 8 nucleos

de rendimiento en paralelo a 16
nucleos eficientes, las variantes
con socket de los procesadores
Intel Core de 132 generacion po-
tencian nuestros médulos COM
HPC para ofrecer ain mas opciones
para hacer que el edge computing
tenga mas rendimiento y sea mas
a través de la consolidacién de
cargas de trabajo”, explica Jur-
gen Jungbauer, Senior Product
Line Manager de congatec. Los
sistemas conectados al 10T tienen
muchas tareas que procesar en
paralelo, y si los OEM no quieren
realizar esta conectividad a través
de sistemas adaptativos, necesitan
integrar maquinas virtuales en sus
soluciones. Cuantos més nucleos
proporcione un médulo COM, més
facil resultara.

Principales caracteristicas mejo-
radas

La mejora mas notable de los
procesadores Intel Core de 132 ge-
neracion con zécalo es el aumento
de hasta un 34 % en el rendimien-
to multihilo y de hasta un 4 % en
el rendimiento monohilo[1], asi
como un impresionante 25 % mas
de rendimiento en la inferencia de
clasificacién de imégenes[1], en
comparacién con los procesadores
Intel Core de 122 generacién. La
compatibilidad anadida con DDR5-

5600 y el aumento de la caché L2
y L3 en determinadas variantes
contribuyen a un rendimiento mul-
tihilo ain mas extraordinario. Las
mejoras en los nucleos de célculo
de esta arquitectura hibrida de alto
rendimiento, que actualmente pro-
porciona hasta 8 nucleos de Rendi-
miento y 16 nucleos Eficientes, se
complementan con un ancho de
banda USB3.2 Gen 2x2 mejorado
de hasta 20 Gigabit por segundo
en los nuevos médulos congatec
COM-HPC Size C.

El nuevo médulo COM conga-
HPC/cRLS en formato COM-HPC

Max. Turbo Base Frec. Unidades Potenc
Nucleos Frec. [GHz] [GHZz] De ia de
Procesador ! Nucleos-P Nucleos-P Hilos eiecucion base
(P+E) INtcleos-E I Nucleos- ! CPU
E GPU W]
Intel Core 2
i9-13900E (8+16) 52/4.0 18/1.3 32 32 65
Intel Core 16
i7-13700E (8+8) 5.1/3.9 1.9/13 24 32 65
Intel Core 10
i5-13400E (6+4) 46/3.3 241715 16 32 65
Intel Core
i3-13100E 4(4+0) 441- 33/- 8 24 65
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Size C estard disponible en las
variantes que se muestran en la
tabla.

Los ingenieros de aplicacio-
nes pueden desplegar los nuevos
moédulos COM-HPC sobre la pla-
ca Micro-ATX Application Carrier
Board de congatec (conga-HPC/
mATX) para médulos COM-HPC de
tipo Client para capitalizar instan-
tdneamente todos los beneficios y
mejoras de estos nuevos mddulos
en combinacién con la conectivi-
dad ultrarrapida PCle.

Para mas informacion sobre el
nuevo modulo COM conga-HPC/
cRLS en factor de forma COM-HPC
Size C, sus soluciones de refrige-
racién a medida, y los servicios de
implementaciéon de congatec, por
favor visite: https://www.congatec.
com/en/products/com-hpc/conga-
hpccrls/

Para més informacién sobre las
soluciones embebidas y edge com-
puting basadas en procesadores
Intel Core de 132 generacién de
congatec, visite: https://www.con-
gatec.com/en/technologies/13th-
gen-intel-core-computer-on-mo-
dules/

REE = Marzo 2023


https://www.congatec.com/en/products/com-hpc/conga-hpccrls/
https://www.congatec.com/en/products/com-hpc/conga-hpccrls/
https://www.congatec.com/en/products/com-hpc/conga-hpccrls/
https://www.congatec.com/en/technologies/13th-gen-intel-core-computer-on-modules/
https://www.congatec.com/en/technologies/13th-gen-intel-core-computer-on-modules/
https://www.congatec.com/en/technologies/13th-gen-intel-core-computer-on-modules/
https://www.congatec.com/en/technologies/13th-gen-intel-core-computer-on-modules/
https://www.congatec.com

RUTRONIH

www.rutronik.com

Flexibilidad para
cualquier conexion:
El sistema de
conectores Micro-Fit
3.0 de Molex llega a
Rutronik

Rutronik System Solutions mejora
su oferta con el sistema de conectores
Micro-Fit 3.0 de Molex, que destaca por
su amplia gama de niimeros de polos y
longitudes de cable para la transmision
de energia y sefales. Con un paso de
3,0 mm y una capacidad maxima de
transporte de corriente de 8,5 A, ga-
rantiza una alimentacién fiable en un
disefio compacto.

Caracteristicas opcionales como el
aseguramiento de la posicion de con-
tacto (TPA), la capacidad de acopla-
miento ciego y la tecnologia de ajuste
a presién, entre otras, proporcionan a
los fabricantes de equipos originales la
flexibilidad que desean para aplicacio-

nes con limitaciones de espacio. Entre
ellas se incluyen las de automocion,
consumo, medicina y telecomunica-
ciones/redes.

Los terminales totalmente aislados
protegen de posibles dafios a los ter-
minales durante la manipulacion y el
acoplamiento y minimizan el riesgo de
cortocircuitos debidos a residuos.

Para satisfacer los diversos requisitos
de los fabricantes de equipos originales,
por ejemplo, la familia Micro-Fit de
Molex ofrece los conectores adecuados:
¢ Especialmente en aplicaciones de

dificil acceso, como unidades des-

lizantes o bandejas de ventiladores,
las conexiones deben poder cerrarse

y abrirse sin contacto visual o con

contacto visual limitado. Esta tarea

es lenta y puede provocar danos.

Con Micro-Fit BMI (Blind Mate In-

terface), Molex proporciona conec-

tores de cable a cable y de cable

a placa con acoplamiento ciego,

con hasta 2,54 mm de tolerancia

a la desalineacion y capacidad de

autoalineacion.

e La funcion de aseguramiento de
la posicién de los contactos (TPA)

reduce el deslizamiento de los con-
tactos mediante un bloqueo redun-
dante. Sélo puede cerrarse cuando
el contacto esta correctamente po-
sicionado. Los conectores Micro-Fit
TPA de Molex evitan interferencias
con los productos finales. Estan dis-
ponibles en una fila con bloqueo
secundario integrado y en doble fila.
La especificacion CPl de los conecto-
res Micro-Fit 3.0 incluye una inter-
faz de clavija a presion con resorte,
al tiempo que conserva todas las
caracteristicas del conector Micro-
Fit 3.0 estdndar. Junto con el re-
ceptaculo Micro-Fit 3.0, es posible
convertir facilmente las placas de
circuito impreso de aplicaciones de
soldadura a aplicaciones de ajuste
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a presion. Esto permite reducir los
costes de disefio. La forma de alfiler
garantiza una conexién fiable.

¢ Silas aplicaciones van a estar equi-
padas con conectores que requie-
ren menores fuerzas de insercién
y extraccion o toleran ciclos de
acoplamiento frecuentes durante
mas tiempo, los contactos Micro-Fit
3.0 RMF resultan ideales. La version
prelubricada puede acoplarse hasta
250 veces y encaja en las carcasas
estandar Micro-Fit 3.0. Los contac-
tos RMF estan disponibles en cali-
bres de 20 a 30 AWG.

Para més informacién sobre el co-
nector Micro-Fit 3.0 de Molex visite
wwwi.rutronik24.com.

SISTEMAS DE
ADQUISICION

Registre y controle todas las variables fisicas
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www.advantech.com

Advantech presenta
sus ordenadores de
borde extremo de alto
rendimiento para mejo-
rar las aplicaciones de
visiéon de IA vy servidor
de datos de borde

Advantech se complace en lanzar
su ordenador ordenador de periferia
de gran rendimiento ARK-7060 que
aporta capacidades informéticas de
tipo servidor, expansion flexible, gran
capacidad de almacenamiento y gran
ancho de banda de red en el borde.

El ARK-7060 de Advantech es un
ordenador de periferia de gran ren-
dimiento con multiples ranuras de
expansion y rapidas velocidades de
transferencia de datos que poten-
cian las aplicaciones de servidores
de datos de borde, inspeccién visual
AOI y equipos de visién de IA. Esta
equipado con procesadores Intel®
Xeon® serie D-1700 de hasta 10
nucleos a 67 W y 4 entradas DDR4
SODIMM que admiten hasta 128 GB.
El ARK-7060 ofrece 2 GbE, 4 USB
3.0, 4 puertos COM para diversas
conexiones de dispositivos, y pro-
porciona ranuras de expansién para
PCl, PCle x4 y PCle x16 para tarjetas
graficas de hasta 350 W. Ademas, el
ARK-7060 admite hasta 4 puertos de
discos duros SATA Ill de 2,5 pulgadas
y ofrece altas velocidades de transfe-
rencia de datos a través de puertos
10GbE y M.2 B-Key para médulos
5G. El BMCintegrado ARK-7060 pro-

porciona una arquitectura IPMI 2.0
para la gestion remota que permite
la solucion remota de problemas en
tiempo real, lo que reduce el tiempo
de inactividad.

Expansion versatil y facil integracion
para la capacidad de visién de IA

El ARK-7060 proporciona ranuras
de expansion para PCl, PCle x4 y PCle
x16. Sus ranuras PCle x16 admiten
tarjetas graficas de hasta 350W,
como las NVIDIA RTX Quadro A4500
y A5000. Estas tarjetas graficas de
alta gama requieren una fuente de
alimentacion adecuada, y al mismo
tiempo, se pueden sobrecalentar al
intentar realizar tareas intensas.

El ARK-7060 adopta disefos
térmicos avanzados para mejorar
la dispersion del calor, y también
cuenta con un kit térmico dedicado
para tarjetas graficas industriales sin
ventilador. Dispone de una fuente de
alimentacion integrada de 850W, lo
que facilita la integracién de equipos.
El ARK-7060 ofrece computacion de
alto rendimiento y se puede utilizar
con tarjetas de control de movimien-
to, capturadoras de imégenes y tar-
jetas graficas, lo que resulta idéneo
para equipos de inspeccion visual por
IA'y de visién por Al.

Almacenamiento mdltiple y transfe-
rencia rapida de datos para el proce-
samiento de datos en el perimetro
A medida que las fabricas se
transforman en fabricacién inteligen-
te, la cantidad de datos recopilados
no deja de aumentar. Para almacenar
y transferir una gran cantidad de
datos, el ARK-7060 admite hasta 4
bahias para discos duros SATA Ill de

2,5 pulg y ofrece altas velocidades
de transferencia de datos a través
de puertos opcionales 10GbE y M.2
B-Key para médulos 5G.

Seguridad avanzada y gestion remota

Para mejorar la seguridad del
ARK-7060, el sistema cuenta con dual
BIOS para la copia de seguridad y re-
cuperacién de BIOS, lo que reduce el
riesgo de dafios en BIOS y protege de
posibles virus o corrupcién de datos.
En cuanto a la seguridad del sistema
operativo, el ARK-7060 es compatible
con TPM 2.0, y el sistema incluye
McAfee para la tecnologfa de listas
blancas y Acronis para la copia de
seguridad y recuperacion de datos.
Estas funciones mejoran la sequridad
y la proteccién de los datos y dan
tranquilidad a los usuarios a la hora
de gestionarlos dentro del ARK-7060.

El BMC (controlador de adminis-
tracion de placa base) integrado del
ARK-7060 proporciona arquitectura
IPMI 2.0 para la gestion remota, lo
que permite a los clientes realizar el
control tanto en banda como fuera
de banda en el ARK-7060. Ademas,
los usuarios también pueden cambiar
de forma remota entre las dos BIOS

a través del BMC. Ademas, el ARK-
7060 incluye el software de gestion
remota WISE-DeviceOn, lo que re-
duce los costes de mantenimiento y
el tiempo de inactividad del sistema.

Caracteristicas principales

* Procesador Intel® Xeon® serie
D-1700

* 4 bahias DDR4 SO-DIMM compa-
tibles con memorias ECC/no ECC
de hasta 128 GB

e Expansion versatil: PCl, PCle x4,
PCle x16, M.2 B-Key, M.2 E-Key

¢ Fuente de alimentacion de 850
W integrada

e Admite hasta 4 discos duros de
2,5 pulgadas

e 2 puertos Ethernet 10GbE op-
cionales

* Gestién compatible con IPMI 2.0
con mejoras de fiabilidad y segu-
ridad

Para los clientes que necesiten
una version personalizada de este
producto, el equipo europeo de DMS
de Advantech ofrece una amplia
gama de servicios locales de disefo
y fabricaciéon. Para mas informacién,
visite http.//bit.ly/AdvantechDMS.

NANOW

www.arrow.com

Arrow Electronics
publica el libro
electrénico Embedded
Security Solutions

Arrow Electronics ha publicado un
libro electrénico que abarca todas las
consideraciones de seguridad que de-
ben tener en cuenta los desarrolladores
de productos integrados para ayudar
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a minimizar la vulnerabilidad de sus
productos ante las amenazas, tanto
maliciosas como accidentales.

Al entender que la seguridad tiene
muchas piezas y que las brechas a
menudo ocurren en el eslabén mas
débil, Arrow ha compilado una lista de
verificacion de los diez elementos fun-
damentales para una seguridad robus-
ta y los detalla en el libro electrénico.
Arrow ha recurrido a su experiencia, y
la de su amplia cartera de proveedores,
para trazar una guia de seguridad para
cualquier persona que desarrolle en la
actualidad un dispositivo integrado o

conectado. La empresa describe como
ponerlo en practica, desde el disefio
inicial hasta la implementacién del sis-
tema, asi como a lo largo de la cadena
de suministro.

Ademas de cartografiar qué partes
de un dispositivo necesitan proteccién,
el hardware y el software que pueden
ofrecer dicha proteccién y un glosario
de términos y conceptos clave de se-
guridad, el libro también detalla una
seleccién de productos de los provee-
dores de Arrow que pueden formar
la base de soluciones de seguridad
integradas fiables.

El libro electrénico Embedded Se-
curity Solutions de Arrow se puede
descargar en la web de Arrow.

wiliak: Arrow
Emsbpdcled
Lene ey oo
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GD32F350 Series
ARM Cortex®-M4a Low
Power con Capacitive
Touch Interface

GigaDevice lanzé un nuevo miembro
dentro su familia de MCU con nticleo
Arm® Cortex®-M4 y tecnologia de
55nm, la serie GD32F350 de bajo
consumo con interface de teclado
capacitivo has 18 teclas.

El dispositivo GD32F350xx per-
tenece a la linea estandar de la fa-
milia de MCU GD32. Es un nuevo
microcontrolador de 32 bits de pro-
posito general, basado en el nicleo
Arm® Cortex®-M4 RISC con la mejor
relaciéon costo-rendimiento en térmi-
nos de capacidad de procesamiento
mejorada, consumo de energia re-
ducido y conjunto de periféricos.
Las caracteristicas principales de
Cortex®-M4 implementan un con-
junto completo de instrucciones DSP
para abordar los mercados de con-
trol de sefales digitales que exigen
una combinaciéon de control eficien-
te y facil de usar y capacidades de
procesamiento de sefales. También
proporciona una poderosa tecnolo-
gia de seguimiento para mejorar la
seguridad de aplicaciones y soporte
de depuracién avanzada.

El dispositivo GD32F350xx in-
corpora el nlcleo operativo del pro-
cesador Arm® Cortex®-M4 de 32
bits a 108 MHz de frecuencia con
acceso a Flash sin estados de espera
para obtener la maxima eficiencia.
Eso proporciona hasta 128 KB de
memoria Flash en chip y hasta 16
KB de memoria SRAM. Una extensa
gama de E/S mejoradas y periféri-
cos conectados a dos buses APB.
Los dispositivos ofrecen una ADC
de 12 bits, un DAC de 12 bits y dos
comparadores, hasta cinco tempori-
zadores generales de 16 bits, y uno
de 32 bits, un temporizador bésico,
un temporizador avanzado PWM, asi
como interfaces de comunicaciones
estandares y avanzados: hasta dos
SPI, dos 12C, dos USART, un 12S, un
HDMI-CEC, un TSI (Touch sensing in-
terface con capacidad desde 14 hasta
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18 teclas en funcién del package) y

un USBFS.

El dispositivo funciona con una
fuente de alimentacién de 2,6 a 3,6
V'y estd disponible en —40 a +85°C
rango de temperatura para el dispo-
sitivo de grado 6 y rango de tempera-
tura de—40 a +105 °C para el grado
7 dispositivo. Varios modos de aho-
rro de energia brindan la flexibilidad
para una optimizacion maxima entre
latencia de activacion y consumo de
energia, una consideracién especial-
mente importante en baja potencia
aplicaciones

Las caracteristicas anteriores ha-
cen que los dispositivos GD32F350xx
sean adecuados para una amplia
gama de aplicaciones, especialmente
en areas como control industrial,
accionamientos de motor, interfaz de
usuario, monitor de potencia y siste-
mas de alarma, equipos portatiles y
de consumo, juegos y GPS, bicicletas
eléctricas, etc.

Las muestras y las placas de desa-
rrollo estan disponibles:

e placa de evaluacion con funcio-
nes completas GD32350R-EVAL,
integra el MCU GD32F350R8T6,
donde podra probar el touch ca-
pacitivo con las librerias asociadas
que proporciona Gigadevice.

* las placas de aprendizaje (Starter
Kit):

o GD32350C-START integra el

MCU GD32F350C8T6.
o GD32350G-START integra el
MCU GD32F350G8U6.

Las herramientas de desarrollo,
tanto IDE como Debugger, son las
estandar propias de las familias ARM
gue comercializan terceras empresas,
0 bien las de sin coste.

Hacer salvedad que Gigadevice
dispone de su propio Debugger de-
nominado GD-LINK para entornos
compatibles de desarrollo Software
como son AR, KEIL y Eclipse.

En la web Oficial de Gigadevi-
ce https://www.gd32mcu.com/en/
download/0?kw=GD32F3 podra en-
contrar toda la informacién (Datas-
heet, User Manual, Firmware Library,
Application Note, Evaluation board,
Tool and Software, etc) referente a
esta familia de MCU.

Para cualquier consulta técnica
o comercial puede contactar con
Mecter S.L.

MECTER, s.

http:// www.mecter.com

CENTRAL: DELEGACIONES:

CENTRO Tel. +34 666 418 873

CENTRO & PORTUGAL Tel. +34 673 338 726
NORTE Tel, +34 647 210 483

SUR Tel. +34 600 450 492

Ctra. del Mig, n° 53, 2° planta
L' Hospitalet de Llobregat
08907 Barcelona - Spain

Tel. +34 934227185
infos@mecter.com
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LED smd.
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LED Digitos DIP & SMD // Matrices de Puntos.
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fa = SRS EU

B e

COMPONENTES

= TS

Buzzers // Micrfonos // Sensores Ultrasonidos.
Tact switch // DIP switch // Switch rotativo.
Conectores.

Relés.

Buzzers // Micréfonos // Sensores Ultrasonidos.
Materiales de conduccion térmica.

Memorias Flash/JARM 32-bits.

Diodos//Puentes rectificadores/TVS.

ARM 8-32bits Micros//EEpromiTouch I.C.IRemate Contr.lPower Management.
Diodos/Transistores/ismd.

IGBTIIPM.

Triacs//SCRITVS//Varistores/Transistores MOSFET.

Modulos: FREO! IGBT / MOSFET / Tiristores/ Diodos.

Puentes rectificadores.

Diodos // Puentes rectificadores // Transistores MOSFET.
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ALIMENTACIONES & SISTEMAS

Industrial // PC // Adaptadores.
AC-DC y DC-DC // Drivers IGBT.
Rail DIN.

LED Drivers // AC-DC // DC-DC.
AC-DCy DC-DC.

AC-DCy DC-DC.

AC-DC Configurables.

Lectores RFID.

Lectores de tarjeta: banda magnética y chip.
Sensores Huella Dactilar.
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Mddulos WiFi // Bluetooth // LoRa // UWB.
Médulos Bluetooth.

Terminales GSM/GPRS.

Inalambrico & RF // Bluetooth,

Mddulos RF ISM // LoRa // BT // WiFi.
Antenas // Cables RF.

Médulos 2G/3G/4G/NBIoT/CatM1/GPS.
Médulos WiFi/BT de alta velocidad.
Terminales GSM // GPRS.



https://www.gd32mcu.com/en/download/0?kw=GD32F3
https://www.gd32mcu.com/en/download/0?kw=GD32F3
https://www.mecter.com

i Presentamos nuestra nueva App!

7~ Consultay comparte en tus redes sociales las ultimas
noticias comodamente desde cualquier dispositivo
movil.

(7 Leelarevistacompleta en pdf.

o]
(~ Recibe notificaciones push con el

contenido destacado de tus areas de
interés.

[.J

electromics Q=
\,
N
»,\

Vit e s et

Disponible en el

App Store

electronica




BiwvaTA Elahitaiun 58

electronica A0

__ W SRNSPIYYL
4 unenteg EW RN

I Auitomatizacion industrial

E}\Eﬂmmg de medida
I Fuentes de energia Elm'l'rr'é

MORMSUN

WV instrumentacion

T
Convertidores Series PV o == "ﬁa
e enirada y desoe 58 20 Iy

WV Microprocesadores

WV Sistemas embebidos
m&oﬁwaredgdgsarmlm ﬁ =
m'eiecnmwmacinneg :

B iinternet of Things (10T)

seripeion anual
1 ejemplares

nvio incluido spana: 150€

"-_;_;;,Hr pa: 200€
merica: 300€




Vehiculo inteligente

Tecnologias de procesadores cque hacen

posible

software

y
A

WWW.Nxp.com

Autor: Steve McAslan,
Director Técnico en NXP
Semiconductors.

32

Es evidente, incluso para el propietario medio de
un vehiculo, que el panorama automovilistico esta
cambiando. Més alld de la gasolina y el gaséleo,
también hay opciones de electrificacién. Entre ellas
estan los hibridos, los que funcionan totalmente con
baterias y los de hidrégeno. Pero no son los Unicos
cambios. La arquitectura eléctrica y electrénica (E/E)
subyacente del vehiculo también estd cambiando.
Esto conlleva cambios significativos en el disefio de
la electrénica del vehiculo y en la experiencia del
conductor y el pasajero en su interior.

Los microprocesadores se han ido incorporando
poco a poco en el automoévil desde los afios 70,
cuando los fabricantes de equipos originales empe-
zaron a integrar sistemas de inyeccién electrénica
de combustible (EFI) y diagndsticos a bordo. Afo
tras afo han contribuido a la seguridad, eficiencia'y
comodidad del automovil, con uno o varios de ellos,
integrados en cada una de las cada vez mas nume-
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Traditional
Flat Architecture
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los vehiculos definidos por

rosas unidades de control electrénico (ECU). Esto ha
dado lugar a una arquitectura plana desde el punto
de vista de las redes y a poco margen para ofrecer
actualizaciones de funciones una vez fabricado el
vehiculo. Todo lo necesario para implementar una
funcion, desde la deteccidn hasta el accionamiento,
esta conectado a una Unica ECU. Normalmente, las
ECU estdn conectadas a través de un bus, como
CAN, a sistemas centrales de control, programacién
y diagndstico. Una vez implantado, el software sélo
se actualiza si se detecta un problema y sélo después
de un esfuerzo considerable, pruebasy una llamada
a revisién del vehiculo.

La influencia del smartphone en la
automocién

Sin embargo, una generacién de usuarios de
smartphones esta influyendo en las expectativas en

2022+
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Figura 1. La arquitectura plana de los sistemas de automocion se esta sustituyendo répidamente por arquitecturas de dominio y zonales.
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Virtual ECUs running on S32E Processor

VM1

VM2

RS2.0

Figura 2. En un controlador de dominio, cada funcion del vehiculo se implementa en una ECU virtual, con sistemas operativos que comparten
el rendimiento de procesamiento bajo la atenta mirada de un hipervisor.

torno a la experiencia del producto.
Los consumidores ya no esperan
comprar un producto acabado;
compran plataformas que puedan
modificarse y configurarse segin
sus necesidades, requisitos y estilo
de vida. El rigido enfoque actual
del disefio de vehiculos no encaja
en este molde. Esto ha obligado a
la industria del automévil a replan-
tearse su enfoque de la electréni-
ca del vehiculo y el software que
implementa la mayor parte de su
funcionalidad.

En la actualidad existen dos co-
rrientes de pensamiento sobre la
arquitectura E/E, que reducen el
numero de ECU, simplifican el ca-
bleado y la conexién en red y per-
miten las actualizaciones por aire
(OTA). También proporcionan la
estructura necesaria para que fun-
ciones como la calefaccién de los
asientos, puedan adquirirse como
una aplicacién de smartphone mu-
cho después de que el vehiculo
haya sido configurado y entregado
a su propietario original.

Uno de ellos son las arquitectu-
ras de dominio que siguen la con-
vencién actual de denominacién de
los distintos dominios del vehiculo,
como el tren de transmision, el
chasis, los frenos y la carroceria,
por citar algunos (Figura 1). Una
funcién que antes se implementa-
ba en una Unica ECU se despliega
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junto a muchas otras funciones de
dominio en una Unica ECU dotada
de un potente procesador multinu-
cleo (Figura 2).

El otro enfoque es la arqui-
tectura zonal. Aqui la ubicacion
de la ECU es mas relevante, con
un pequefno nimero de cajas de
hardware situadas alrededor del
vehiculo més cerca de los sensores
y actuadores instalados. De nuevo,
las ECU contienen potentes pro-
cesadores multintcleo con redes
redundantes de alta velocidad ade-
cuadas para el control en tiempo
real que intercambian datos con
otros controladores zonales. En el
centro se encuentra un ordenador
de alto rendimiento (HPC) y una
pasarela telematica que proporcio-
na conectividad a Internet.

Mientras que las arquitecturas
de dominio ofrecen lo que podria
considerarse un paso sencillo hacia
una mayor integracion, las arqui-
tecturas zonales dan la vuelta al
planteamiento de desarrollo de
software. Esto se debe a que las
funciones, como el control de los
faros y los intermitentes, se repar-
ten entre las ECUs zonales en lugar
de estar dedicadas a una sola caja.
En su lugar, las funciones se imple-
mentan como ECUs virtuales en po-
tentes procesadores multintcleo.

Tanto en las arquitecturas de
dominio como en las zonales, esto

también significa que el software
que cumple los distintos niveles
de integridad de la seguridad en
automocion (ISO 26262 ASIL) debe
funcionar en paralelo en el mismo
procesador sin afectarse mutua-
mente en caso de fallo. Esto se co-
noce en la industria del automovil
como “libertad de interferencia”.
Por lo tanto, independientemente
de la arquitectura utilizada, esta
claro que el software es el centro
de la definicion de las capacidades
del vehiculo y un aspecto central de
esto es la virtualizacion.

Breve incursion en la
virtualizacion

La virtualizacion ha sido fun-
damental para el éxito del Cloud
Computing, ya que permite eje-
cutar varias instalaciones de siste-
mas operativos (SO) en un Unico
servidor, compartiendo asi su ren-
dimiento entre muchos usuarios.
La virtualizacién de metal al des-
cubierto se ejecuta en el nivel mas
bajo del hardware del servidor, sin
gue ningun sistema operativo in-
vitado instalado sepa que esta vir-
tualizado, que comparte recursos
de hardware o que otros sistemas
operativos se estan ejecutando jun-
to a él. En su forma més pura, la
plataforma de virtualizacién, cono-
cida como hipervisor, basicamente

33



Vehiculo inteligente

34

RS ST T B

Crrimr-4C0 Lo Tk 7EA KT Sl

e FawCar F

Do WA
.
L hfmte
L L
LR ] S
© EREINT D hE RS

Figura 3. Una pequena muestra de la conectividad disponible para automocion, a veces con soporte de aceleracion, que ofrecen el S32E y

el $32Z.

atrapa las llamadas al SO y las tra-
duce al sistema virtualizado, como
los accesos a disco y memoria. Lo
mismo ocurre con las interfaces de
hardware, como la conectividad
Ethernet.

Como es de esperar, la virtua-
lizacion tiene una sobrecarga in-
evitable al gestionar estos accesos
de hardware. Para combatirlo, los
desarrolladores pueden optar por
el enfoque alternativo de la pa-
ravirtualizacion. En este caso, los
accesos a los recursos de hardware
se implementan en software de
forma similar a como se harian
si s6lo existiera un sistema ope-
rativo. Aunque esto proporciona
un aumento del rendimiento con
respecto a la virtualizacién, el be-
neficio varia con la carga de trabajo
y requiere que los SO se modifi-
guen adecuadamente. Este nivel
de variacién no es aceptable para el
mundo en tiempo real del control
en automocion.

Procesadores en
tiempo real para
sistemas operativos
virtualizados

Los procesadores dedicados a
aplicaciones de automocion deben
hacer frente a estos retos, como es
el caso de una nueva generacion
de procesadores en tiempo real
de NXP. Por ejemplo, un ingeniero
de desarrollo suele esperar que los
pines de E/S de propdsito general
(GPIO) se configuren y controlen
a través de una serie de amplios
registros, en los que cada bit se
dedica a establecer la direccion, el
uso de pull-ups, proporcionar con-
trol de salida y ofrecer el estado de

las entradas. A cada uno de estos
registros se le asigna una Unica
direccién en memoria. Debido a
esto, los mecanismos tipicos de
proteccidon de memoria no pueden
asignar bits individuales de un re-
gistro a una instancia especifica del
SO. Por lo tanto, es responsabilidad
del hipervisor gestionar esto por
software.

El S32Z y el S32E proporcionan
una alternativa inteligente que re-
nuncia a este requisito, permitien-
do el soporte de virtualizacién nud-
cleo a pin para combinaciones ar-
bitrarias de pines GPIO por cada SO
invitado. El soporte se proporciona
a través de hardware adicional que
asigna, durante el arranque, los
pines GPIO requeridos a un SO
cliente o particién de sistema espe-
cificos. Como esto se implementa
en hardware, las pérdidas de rendi-
miento tipicamente asociadas a la
virtualizacién desaparecen. Dado
que cada sistema operativo so6lo
ve su propio numero arbitrario de
GPIOs, gracias a la particién a nivel
de hardware, casi no hay necesidad
de paravirtualizacién.

La certificacion ASIL también se
simplifica gracias a este soporte de
virtualizacion a nivel de hardware.
Cualquier fallo en el hardware sélo
afecta al sistema operativo rela-
cionado y a su aplicacién, y una
sola maquina virtual puede elegir
resetearse o reiniciarse a si misma
sin impacto en otros sistemas ope-
rativos o configuraciones de hard-
ware del dispositivo. Los procesos
fuera de control no afectan a otras
partes del sistema. Otra ventaja son
las garantias de calidad de servicio
resultantes para el ancho de banda
y el rendimiento.

Adaptacién a las
necesidades del
vehiculo definido por
software

El acceso nucleo a nucleo a los
recursos GPIO es s6lo uno de los
aspectos de la familia S32E y S327
de procesadores de tiempo real que
satisfacen las demandas de los ve-
hiculos definidos por software. Las
24 interfaces de red FlexCAN FD se
pueden etiquetar con un identifica-
dor que permite asignarlas también
a sistemas operativos invitados es-
pecificos, lo que minimiza de nue-
vo la sobrecarga de software. Pero
esto no es todo. Las redes CAN
pueden ser especialmente intensi-
vas en interrupciones, lo que da lu-
gar a muchos cambios de contexto
que dificultan el cumplimiento de
los requisitos de tiempo real en el
resto del codigo de la aplicacion.

Para gestionar esto, los peri-
féricos CAN forman parte de un
bloque dedicado de aceleracion
automatica de la comunicacién con
dos nucleos dedicados Arm Cortex-
M33 lockstep y 768 KB de SRAM
(Figura 3). El nuevo estandar CAN-
XL también es compatible con el
bloque Conectividad/Interfaz. CAN-
XL ofrece velocidades de transmi-
sion de datos de hasta 20 Mbits/s
y un campo de datos mayor, de
2048 bytes. Sigue siendo intero-
perable con las redes CAN-FD, pero
también admite la canalizacion de
protocolos de capa superior, como
el Protocolo de Internet (IP), algo
que se utilizard cada vez més a
medida que se implante Ethernet
para automocion como red troncal.

También incluye Ethernet para
automocién, con dos interfaces
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10/100/1000Mbit y un conmutador
Ethernet integrado en un bloque de
aceleracion Ethernet. En el futuro,
los procesos que controlan las fun-
ciones del vehiculo emitiran érde-
nes a través de Ethernet a procesos
de software que implementen el
control o proporcionen datos de
sensores. Sin embargo, esa fun-
cién puede estar ejecutandose en
el mismo hardware de procesador,
pero en una ECU virtual diferente.
Para ello, el switch Ethernet tam-
bién puede pasar datos entre ECUs
virtuales del procesador. Esto signi-
fica que pueden crearse funciones
de software que se comuniquen a
través de Ethernet sin necesidad de
saber si el software homoélogo se
encuentra en el mismo procesador
0 en un controlador zonal diferente
en algun otro lugar de la red.

Desarrollo de software
para el vehiculo definido
por software

La forma de desarrollar software
en automocién también estad cam-
biando. La ruptura mas significativa
con la tradicion se produce en los
OEM de los vehiculos. Aqui la vi-
sion de conjunto es fundamental,
ya que garantiza que las funciones
necesarias estén bien definidas y
que el hardware del procesador
elegido ofrezca el rendimiento ne-
cesario para satisfacer las expecta-
tivas actuales y las de los futuros
conductores a lo largo de la vida
util del vehiculo (Figura 4).

Los proveedores de primer nivel
también desempenaran un papel
importante en este caso, gracias
a su profundo conocimiento de
los distintos aspectos del vehiculo
y de como se han implementado
histéricamente. Més abajo en la
cadena, es més probable que los
proveedores de automocion de ni-
vel 2/3 experimenten menos cam-
bios, aparte del paso al desarrollo
de software para una ECU virtual,
en lugar de hardware. Recibiran
acceso a un sistema operativo y a
periféricos con poca informacion
sobre qué mas estad funcionando
en el mismo hardware. De hecho,
es posible que ni siquiera se hayan
tomado esas decisiones. Tal es la
flexibilidad del enfoque definido
por software.
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Lo esencial es que los procesa-
dores elegidos ofrezcan un gran
rendimiento para el presente y
margen para el futuro, junto con
la capacidad de admitir actuali-
zaciones OTA seguras. Los S32E y
S32Z proporcionan ocho nucleos
Arm Cortex-R52 que funcionan a
una frecuencia de hasta 1 GHz,
fabricados en un proceso de 16
nm y con una hoja de ruta hacia
los 5 nm. Pueden configurarse de
forma flexible como nucleos indivi-
duales o en bloque para adaptarse
a las exigencias de seguridad de las
funciones que se ejecutan en ellos.
Para responder a las exigencias de
los sistemas avanzados de asisten-
cia al conductor (ADAS) y las fun-
ciones de conducciéon auténoma,
también hay un procesador DSP/
Machine Learning de 25 GFLOPS.

Un motor de seguridad de hard-
ware (HSE), certificado segun la
norma ISO 21434, proporciona
aceleradores criptogréficos seguros
para una comunicacién segura y
actualizaciones de software firma-
das digitalmente que se comparten
mediante una infraestructura de
clave publica (PKI).

El futuro del automaoavil
es el software

Vistos desde fuera, los coches si-
guen siendo maravillas mecanicas,
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desde su disefo y forma hasta sus
asientos y motorizacién. Pero todo
lo demés, desde el movimiento
hasta las prestaciones que ofrecen
a sus ocupantes, lo definird el soft-
ware, unido a la electrdnica, oculto
a la vista.

La automocién siempre ha sido
un mercado Unico, que requie-
re algo mas que los procesadores
mas rapidos que puede ofrecer la
industria de semiconductores, sino
que exige productos que también
cumplan amplios requisitos de fia-
bilidad y seguridad.

Se necesita una nueva clase de
procesadores en tiempo real, ya
que el vehiculo definido por soft-
ware impulsa arquitecturas de sis-
temas que se basan en enfoques
tipicamente asociados al Cloud
Computing, como la virtualiza-
cién. Dispositivos como la familia
S32E y S32Z, que admiten la asig-
nacién granular de hardware de
nlcleo a pin para soportar ECUs
virtualizadas, se convertiran en un
elemento basico de las nuevas ar-
quitecturas E/E de automocién que
se desplieguen. Esto permitira a los
fabricantes de equipos originales
consolidar el hardware y ofrecer
funciones de tipo “smartphone
como servicio”, aplicaciones y ac-
tualizaciones OTA, sin perder la
fiabilidad y la seguridad en las que
se basan sus marcas. M

Figura 4. En una arquitectura zonal, las funciones se distribuyen en ECUs virtuales por todo

el vehiculo, como en este caso, en el que el sistema de frenado delantero y trasero y el ESC

relacionado con el sistema de frenado se despliegan de forma centralizada.
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Existe una preocupacién cada vez
mayor en el sector agricola y los go-
biernos, ampliamente difundida en
los medios, acerca de la produccién
de alimentos y si sera suficiente para
cubrir una demanda sin precedentes
en el futuro. El continuo aumento
de la poblacién (sobre todo en los
paises en desarrollo), junto con las
reservas limitadas de terrenos ade-
cuados y los problemas de disponi-
bilidad de mano de obra, sumados
a numerosos factores medioambien-
tales, hacen que exista un riesgo
creciente y frecuente de escasez en
el suministro de alimentos.

En la actualidad se reconoce de
manera generalizada que la tecnolo-
gia deberd jugar un papel primordial
en las actividades agricolas de préxi-
ma generacién, contribuyendo asi a
la transicién que suprima métodos
tradicionales menos eficientes y la
dependencia existente del trabajo
manual. Esta tecnologia permitira
aumentar de forma significativa el
rendimiento de las cosechas por hec-
tarea de terreno y aprovechar mejor
los recursos esenciales, ademés de
disminuir los costes laborales.

Aumento de la
produccién mundial de
alimentos

A partir de las cifras de Naciones
Unidas se ha extrapolado que la po-
blacién mundial crecera desde 7.900
millones hasta mas de 10.000 millo-
nes en los proximos 35 afos. Como
consecuencia de ello habrd como
minimo otros 2.000 millones de per-
sonas mas que hoy que habrd que
alimentar, todo un reto teniendo en
cuenta que alimentar a la poblacién
actual ya resulta complicado. Com-
batir el cambio climatico y proteger
la biodiversidad hace que ya no se
sea aceptable aumentar la superficie
de terreno cultivable por medio de
la deforestacién. Hay que encontrar
otros métodos para aprovechar me-
jor los campos de cultivo existentes.

Un aspecto clave para la adopcién
de las préacticas agricolas inteligen-

tes serd la adquisicién y el posterior
analisis de los datos. Se instalaran
dispositivos sensores en los terrenos
agricolas con el fin de proporcionar
informacion actualizada sobre los
principales pardmetros que afectan
a la produccién de alimentos (como
temperatura del aire, humedad,
niveles de iluminacién, etc.). Esto
permitirad a los agricultores disponer
de la informacion requerida para
responder a las circunstancias cam-
biantes, bien sean fluctuaciones a
corto plazo de las condiciones de
cultivo o conocer tendencias que
exigirdn una solucién a largo plazo.

El riego y los fertilizantes re-
presentan dos importantes gastos
operativos para los agricultores. Del
mismo modo, el suministro eléctrico
de la iluminacion que necesitan las
granjas verticales y las explotaciones
hortofruticolas en interiores estaran
entre sus principales desembolsos
financieros anuales. Es primordial,
por tanto, asegurar que estos aspec-
tos se utilizan de manera éptima; de
ahf que sea preciso instalar sensores
avanzados.

Soil Mineral

Principales requisitos
del sensor

Los sensores utilizados en el sector
agricola deben tener ciertas caracte-
risticas para desempefar su funcion
asignada de manera efectiva. Prime-
ro, deben ser lo bastante robustos
para soportar el entorno de la aplica-
cién, de modo que puedan funcionar
de forma continua. En segundo lu-
gar, deben proporcionar datos exac-
tos pues de lo contrario las decisiones
tomadas por los agricultores basadas
en estos datos podrian ser incorrec-
tas y los volumenes de produccién
de las cosechas o su calidad podrian
verse afectadas. Finalmente, estos
sensores han de ir acompafnados por
la conectividad apropiada.

Medidas del suelo

Una de las muchas &reas de la
agricultura donde los datos de los
pardmetros actualizados constante-
mente seran muy valiosos es el sue-
lo pues permitird a los agricultores
saber qué cantidad de nutrientes

Air Gap

Pore Water

Figura 1. Composicion del suelo.
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e iones salinos hay presentes y si
la cantidad de lluvia es suficiente.
Estaran en condiciones de averiguar
si utilizan las cantidades correctas de
fertilizante o si el sistema de regadio
instalado funciona de manera satis-
factoria, asi como para buscar indi-
cios de contaminacién de las aguas
subterraneas.

La distribucion de los sensores en
el suelo dependera del tipo de cultivo
y del grado de monitorizacion de los
parametros. Para los cultivos con
un valor més elevado (como la uva
empleada para elaborar vino) estara
justificada una mayor densidad de
sensores. La frecuencia de adquisi-
cion de los datos también dependerd
del cultivo, al igual que los métodos
utilizados. En las explotaciones agri-
colas de exterior es probable que
resulten adecuadas las actualizacio-
nes cada 30 minutos, mientras que
en interiores podria disminuir hasta
incluso 5 minutos.

Como muestra la Figura 1, las
muestras de suelo consistiran bésica-
mente en el propio mineral del suelo
(en forma de granos), espacios con
aire y agua capilar. Los nutrientes del
suelo, junto con los productos quimi-
cos fertilizantes, seran transportados
en el agua capilar. El estudio detalla-
do del estado del suelo exigird medir
la conductividad eléctrica (CE). De
este modo se obtienen datos sobre
la composicion del suelo a partir de
las propiedades de resistencia de sus
componentes.

Uno de los problemas con los dis-
positivos sensores del suelo existentes
es que su exactitud se puede ver in-
fluida negativamente por las variacio-
nes de la temperatura y el contenido
excesivo de agua, asi como por la
presencia de compuestos quimicos.
Otro problema que se debe valorar
es que las rocas situadas entre los
electrodos del sensor pueden afectar
a los resultados obtenidos. Por esta
razén, una instalacién con varios
electrodos ofrecerd una exactitud
mucho mayor. La necesidad de re-
solver estas cuestiones fue lo que
impulsé a los ingenieros de Murata
a desarrollar un sensor de suelo més
sofisticado.

Con el sensor de suelo de Mura-
ta es posible monitorizar de forma
continua el estado del suelo. Este
dispositivo de alta integracion in-
corpora tres funciones de deteccién
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Figura 2. Sensor de suelo tres en uno de Murata.

que permiten examinar diferentes

parametros simultdneamente. Estas

funciones son:

1. Un elemento sensor con nueve
electrodos para determinar la CE.

2. Un elemento sensor de humedad
gue mide la permitividad eléctrica,
para proporcionar un valor del
contenido volumétrico de agua.

3. Un elemento sensor de tempe-
ratura.

El sensor de CE de nueve electro-
dos es Unico en el mercado. Permite
generar varios patrones de medida,
eliminando asi la incertidumbre acer-
ca de los resultados obtenidos. El
sensor de humedad cubre el rango
de contenido volumétrico de hu-
medad entre 0 y el 60% y mantie-
ne una exactitud de la humedad a
fondo de escala del =3%. El sensor
de temperatura admite un rango de
temperatura de -20°C a 60°C con
una exactitud del =1,0°Cy aplica un
algoritmo propietario que compensa
la influencia de la temperatura so-
bre las medidas de CE. El dispositivo
incorpora otro algoritmo propieta-
rio que permite obtener los valores
exactos del contenido de fertilizante,
por lo que identifica un posible uso
excesivo.

El dispositivo sensor de suelo de
Murata ofrece una alta exactitud y
es mas econémico que las solucio-
nes de sus competidores. Se sumi-
nistra en una robusta carcasa I1P68

para protegerlo frente a la entrada
de polvo y liquidos. Se puede esco-
ger entre interfaces UART, RS232E,
RS485-MODBUS y SDI-12, asi como
conectividad inaldmbrica a través
de un transceptor Bluetooth LE. Los
tiempos de adquisicién de datos del
sensor se ajustan con facilidad. Las
lecturas se toman cada 30 minutos,
por lo que tres pilas AA son capaces
de alimentar el dispositivo duran-
te un minimo de 6 meses antes de
sustituirlas.

Antes de presentar esta solucion,
Murata llevé a cabo numerosos ensa-
yos en varias explotaciones agricolas
de Asia. Se empled con éxito para
analizar los niveles de salinidad en los
campos de arroz, el uso de fertilizan-
tes en &rboles frutales y la eficiencia
del riego en campos de cultivo de
cacahuetes.

Conclusion

Se debe poner en marcha una
transformacién digital del sector
agricola para potenciar la cadena de
suministro de alimentos y paliar los
problemas de escasez. Las innovacio-
nes como el sensor de suelo tres en
uno antes descrito tienen el potencial
de contribuir de manera sustancial
a que la actividad agricola se base
mas en los datos, con el consiguien-
te aumento de la productividad y la
disminucion de los costes de explo-
tacion. M
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Los robots de servicio estdn ga-
nando protagonismo a medida que
las empresas buscan férmulas inventi-
vas para mejorar la eficacia operativa,
garantizar la precision, aumentar la
rapidez y elevar los niveles de segu-
ridad. De acuerdo con la Federacién
Internacional de Robdtica (IFR), las
seis principales areas de aplicacion
son el transporte y la logistica, el
mantenimiento y la inspeccién, la
sanidad, la hosteleria, la limpieza
profesional y la agricultura. En los
Ultimos tiempos, la escasez de mano
de obra y las secuelas de la pandemia
han contribuido significativamente a
acelerar su despliegue. Los avances
tecnoldgicos y el notable aumento
del rendimiento computacional de la
inteligencia artificial (I1A) estan mejo-
rando las aplicaciones ya existentes,
una de las cuales es el crecimiento de
los sistemas auténomos.

El desarrollo de sistemas auténo-
mos es uno de nuestros retos de 1A
mas complejos. Se trata de compli-
cados sistemas que requieren varios
niveles de procesamiento especiali-
zado o capacidades de procesamien-
to dedicadas para responder a los
requisitos de rendimiento y potencia
de cada aplicacion. La plataforma
NVIDIA Jetson AGX proporciona a
los desarrolladores una serie de blo-
ques de procesamiento, en combi-
naciéon con una gran flexibilidad en

el software, que han sido disefiados
especificamente para adaptarse a sus
necesidades.

Como socio preferente de NVIDIA,
ADLINK ha desarrollado su conjun-
to de plataformas de inferencia de
IA DLAP y el controlador robético
ROSCube-X basandose en la tecno-
logia Jetson AGX Xavier de NVIDIA,
capaz de procesar hasta 32 billones
de operaciones por segundo (TOPS).
Ambas plataformas se han desplega-
do ampliamente en diversos sectores
de todo el mundo, lo que facilita el
disefio y el desarrollo a los integrado-
res de sistemas auténomos.

En la actualidad, estamos asistien-
do a una nueva era de sistemas au-
tbnomos que necesitan magnitudes
de rendimiento computacional de IA
cada vez mayores para satisfacer las
crecientes necesidades de percep-
cion multisensor, cartografia y loca-
lizacion, planificacién y control de
trayectorias, conciencia del entorno
y seguridad avanzada con funciones
de redundancia. El médulo Jetson
AGX Orin, el miembro mas reciente
de la familia Jetson AGX de NVIDIA,
supone un paso de gigante en el
rendimiento computacional de la IA
para aplicaciones de sistemas auténo-
mos, ya que ofrece hasta 275 TOPS y
cuenta con un balance energético de
15 W a 60 W. Esto proporciona a los
integradores de sistemas hasta ocho

veces mas rendimiento que el médulo
Jetson AGX Xavier de la generacion
anterior, pero con idéntico indice de
compactacion.

El médulo resuelve las necesidades
de los sistemas complejos de 1A en el
borde y es compatible con el kit de
desarrollo de software (SDK) NVIDIA
JetPack y las plataformas de software
especificas para aplicaciones, incluida
la plataforma de robética Isaac. AD-
LINK ha integrado este ultimo modu-
lo en su plataforma de IA en el borde
DLAP-411-Orin y en el controlador
robotico integrado ROSCube-X de la
serie RQX-590. Veamos cémo pueden
implementarse en las aplicaciones de
futura generacién.

Robots auténomos
basados en IA para
mejorar los procesos
de produccién

Un ejemplo de ello es la utilizacién
de sistemas auténomos en la indus-
tria del automdvil a fin de mejorar
la logistica y los procesos de pro-
duccién. Con el objetivo de que los
clientes puedan determinar mejor lo
que desean y pueden esperar de su
nueva adquisicion, los fabricantes de
automoviles estdn empezando a ofre-
cer una amplia variedad de opciones
para cada modelo. Esta gran cantidad
de variables en la produccién se ma-

Figura 1. Presentamos la plataforma de IA en el borde DLAP-411 de ADLINK para la aceleracion del aprendizaje profundo y el controlador

robético integrado ROSCube-X ROX-590.
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nifiesta en forma de enormes desafios
logfsticos.

Si bien los vehiculos de guiado
automatico (AGV) logran transportar
piezas a la cadena de montaje, care-
cen de los brazos roboticos, la inteli-
gencia y la flexibilidad necesarios para
cargar y descargar por si mismos.
Dado que dependen de vias o rutas
predeterminadas para desplazarse de
un lugar a otro, los AGV no tienen la
capacidad para planificar y despla-
zarse por ellas de forma eficaz y, con
frecuencia, precisan de la supervisién
de un operario.

Por otro lado, los robots mévi-
les auténomos (AMR) utilizan una
combinacién avanzada de sensores y
camaras, comunicacion inaldmbrica y
capacidad computacional de IA con
aprendizaje automatico (ML). Los
algoritmos de IA permiten la localiza-
ciéon y el mapeo simultaneos (SLAM),
la navegacion y el guiado, la preven-
cién de colisiones y la estimacion de la
posicion de los objetos. A diferencia
de los AGV, los AMR pueden moverse
tanto de forma independiente como
colectiva por su entorno y completar
las tareas sin intervenciéon humana.
En Ultima instancia, los AMR ofrecen
a los fabricantes de automdéviles una
mayor flexibilidad y una automatiza-
cién més agil en comparacién con sus
predecesores.

Para realizar estos célculos de IA
tan complejos y con tal cantidad de
datos de forma fiable y répida, se ne-
cesita una plataforma computacional
de IA en el borde resistente, capaz de
soportar las duras condiciones de una
cadena de montaje, como podrian ser
las fuertes vibraciones o los impactos
fisicos. La plataforma DLAP-411-Orin
de IA en el borde de ADLINK ejecuta
estos célculos de IA a altas veloci-
dades, tomando la informacién de
procesamiento de distintos sensores,
incluidos lidares y cdmaras con gran
cantidad de datos. La plataforma
también tiene en cuenta las limita-
ciones de tamafio, peso y potencia
(SWaP) de los AMR, como, por ejem-
plo, la necesidad de trabajar con una
Unica carga de bateria durante al
menos un turno completo.

El software de flotas basado en la
nube gestiona los AMR, asignando
tareas en funcién de la disponibili-
dad y la ubicacion, aumentando la
eficiencia y la productividad, asi como
su capacidad para trabajar conjunta-
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Figura 2. La conduccién auténoma ya es una realidad gracias al controlador robético integrado
ROSCube-X RQX-590 de ADLINK, que admite hasta ocho cdmaras GMSL 2 perfectamente
sincronizadas y datos lidar.

mente tanto entre ellos como con los
seres humanos. Los operarios de la
fabrica ya no necesitan realizar tareas
de carga repetitivas ni supervisar los
AGV, lo que les permite centrarse en
sus actividades principales.

IA para la conduccién
auténoma

La conducciéon auténoma esta
captando la atencién como una de
las soluciones para reducir el riesgo
de accidentes de tréfico causados
por errores humanos. A medida que
el automovil del futuro avance hacia
una conduccién totalmente auténo-
ma, aumentara exponencialmente el
uso de tecnologias de sensores para
una SLAM més precisa, asi como para
la navegacién y el guiado, la evitacion
de colisiones y la estimacién de la
posicion de los objetos en tiempo
real, lo que constituye otra de las apli-
caciones de visién intensiva de la |A.

El controlador robético integrado
de Ultima generacién ROSCube-X
Serie RQX-590 de ADLINK responde a
estas necesidades de computacién de
IA con un rendimiento de hasta 200
TOPS. Con un consumo de energia de
tan solo 40 W, el controlador propor-
ciona un excelente rendimiento por
vatio. Ademas, su resistente contro-
lador cuenta con una extension de
E/S para la conectividad inaldmbrica
5G con la nube para servicios de ve-
hiculo a todo (V2X), lo que permite
una creciente variedad de funciones
operativas y de seguridad.

El controlador ofrece una solu-
cién integral con deserializadores
GMSL incorporados para hasta ocho
entradas de cdmara GMSL 2 de auto-
mocién perfectamente sincronizadas
y un paquete de compatibilidad de
placa (BSP) preinstalado con controla-
dores para las cdmaras seleccionadas.
Asimismo, también admite sefnales
PPS/GPS externas a los datos de la
cdmara a través de otros sensores,
como, por ejemplo, el lidar, presentes
en otros sistemas. La combinacion
de los datos de multiples camaras y
lidares con los servicios V2X permite
al vehiculo auténomo circular con
seguridad por zonas urbanas densa-
mente pobladas.

Conclusion

Los productos de Orin consiguen
superar los retos de despliegue de la
IA, mejorando su capacidad de per-
cepcion y acelerando la implantacién
de los vehiculos auténomos y los
proyectos de fabricaciéon inteligente
de los clientes. La plataforma de IA
en el borde DLAP-411-Orin de Ultima
generaciéon de ADLINK y el contro-
lador robético integrado de la serie
RQX-590, equipados con el médulo
Jetson AGX Orin de NVIDIA, facilitan
el desarrollo y las pruebas de sistemas
robdticos y de 1A con gran cantidad
de datos. Para obtener méas informa-
cién, visite la plataforma de inferencia
de IA NVIDIA Jetson DLAP de AD-
LINK: https://www.adlinktech.com/
en/nvidia-jetson-dlap-ai-inference M
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en los sistemas integrados
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Una de las primeras cosas que
solemos mirar cuando compramos un
dispositivo alimentado por bateria es
su duracién con una sola recarga. La
vida Util de las baterfas se ha conver-
tido en un reclamo comercial impor-
tantisimo para muchos dispositivos
ponibles, pero también es un factor
fundamental en el creciente conjunto
de sensores 1dC y otras aplicaciones
similares. La duracién de la bateria
no consiste simplemente en que sea
muy prolongada, los factores de for-
ma fisicos y las dimensiones tienen
limitaciones practicas y estéticas. Los
ingenieros de sistemas integrados
deben analizar en detalle el perfil de
consumo energético de la aplicaciéon
para entender en profundidad cuél es
la demanda en tiempo real y cuéles
son los factores que influyen en esta.
En este articulo, hablaremos sobre
la medicién del perfil de consumo
energético en un sensor IldC y vere-
mos qué pueden hacer los ingenieros
para reducirlo.

Un mundo alimentado
por baterias

Quiza estemos pensando en la ne-
cesidad de cambiar ocasionalmente la
bateria de un termostato o un sensor
de seguridad inaldmbrico que utili-
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zamos en casa. Es un procedimiento
muy sencillo que apenas requiere
unos minutos y cuesta muy poco
dinero. Normalmente, el dispositivo
nos avisa a través de una aplicacion
del mévil de que hay que cambiar la
baterfa. En los dispositivos que usa-
mos a modo de proteccion —como
un detector de humos—, las notifi-
caciones nos ayudan a mantener el
sensor funcionando y a evitar que
ocurra alguna desgracia.

Ahora bien, imaginese que tiene
que cambiar las baterias de cientos
de sensores industriales en diferentes
emplazamientos. Aunque el cambio
de la bateria en si se pueda hacer en
pocos minutos, hay que conducir
hasta el emplazamiento, buscar cada
uno de los sensores y pasar al siguien-
te. Esto puede acabar siendo muy
caro y requerir muchisimo tiempo.
Este problema (conocido en inglés
como «truck-roll challenge») se ha
convertido en un factor oculto y caro
de cualquier instalacion lldC.

A fin de mitigar el impacto de los
cambios frecuentes de bateria, los
fabricantes de dispositivos alimenta-
dos por baterfas deben entender el
modo en que su producto consume
energia mientras estd en funciona-
miento, algo que les ayudara a cal-
cular aproximadamente la vida util
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Imagen 1. Arquitectura funcional simplificada de un sensor IdC/IIdC tipico (fuente: Mouser).

de la baterfa. Este método también
es un primer paso imprescindible si
queremos cambiar la baterfa por una
fuente de energia alternativa.

Un ejemplo consiste en implemen-
tar técnicas de recolecciéon de energia
para almacenarla en un superconden-
sador. Algunas fuentes de energia
factibles son la vibracién, la energia
solar y el calor. Un analisis exhaustivo
del perfil de consumo energético del
dispositivo y de su ciclo de trabajo
permitiréd determinar si se puede re-
colectar y almacenar la energia nece-
saria para que funcione de manera
continua.

La arquitectura de un
sensor de bateria tipico

La imagen 1 muestra la arquitec-
tura funcional de un sensor de hume-
dad y temperatura alimentado con
bateria y conectado de forma ina-
ldmbrica a modo de ejemplo. Esta ar-
quitectura es muy comdn en muchos
dispositivos I[dC/IldC empleados para
medir distintos parametros ambien-
tales y generar informes sobre estos.

En el funcionamiento del sensor,
el microcontrolador (MCU) pasa por
la siguiente secuencia:

* Sale del modo de suspension.

* Solicita a los sensores las lecturas
de humedad y temperatura.

e Comprime los datos del sensor
en un formato de protocolo de
mensajeria.

e /tEl transceptor inaldmbrico inicia
un enlace a un punto de acceso
inaldmbrico.

* Los datos se transfieren al sistema
principal.

* Todo el dispositivo pasa al modo
de suspension.

La conversion y regulacion de la
energia en el suministro de la bateria
se logra mediante un Cl de gestién
de potencia (PMIC), mientras que
otros circuitos se encargan de pro-
porcionar la medicién de tensién y
corriente. Estos datos se envian a
la aplicacién principal junto con los
datos del sensor.
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Imagen 2. El nRF9160 de Nordic, un SiP microcontrolador/transceptor inalambrico, mévil y
de gran integracion (fuente: Nordic Semiconductor).

Los microcontroladores inalambri-
cos de sistema en chip (SoC) y gran
integracién suelen incluir la mayorfa
de las funciones de la imagen 1. Un
ejemplo de ello es el sistema en cap-
sula (SiP) mévil nRF9160 de Nordic
Semiconductor (véase la imagen 2).

Para completar un disefio, solo
hace falta disponer de los sensores
y de los componentes correspon-
dientes para el acondicionamiento
de la sefal. La ficha técnica del dis-
positivo indica los parametros indivi-
duales del consumo de potencia del
microcontrolador y el transceptor
inaldmbrico en distintos modos de
suspension. La imagen 3 muestra el
consumo de corriente tipico del MCU
en los distintos estados, desde 0,1
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UA hasta 600 uA. El transceptor ina-
ldmbrico se controla de forma inde-
pendiente, lo que deja margen para
administrar su perfil de consumo. Por
ejemplo, el firmware integrado po-
dria encargarse de que el transceptor
inaldmbrico estuviese habilitado solo
cuando fuese necesario. Algunos de
los periféricos del MCU se pueden
poner en suspensién durante esa
operacion, lo que reduce el perfil de
consumo global.

Recursos vy retos de la
medicién del consumo
energético

Para estimar la vida Gtil de la ba-
teria de un sensor, es necesario exa-
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Imagen 3. Consumo de corriente del MCU nRF9160 de Nordic en distintos modos de sus-

pension (Fuente: Nordic).
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minar detenidamente el consumo de

corriente del dispositivo. Tras estable-

cer un consumo promedio a modo de

referencia, los desarrolladores pue-

den probar distintos métodos para

mejorar la prediccién de la vida util

de la bateria. Estos métodos pueden

incluir lo siguiente:

* Secuenciar con cuidado el MCU y
el transceptor inaldmbrico.

* Apagar los periféricos cuando no
son necesarios.

* Cambiar el ciclo de trabajo del
dispositivo.

* Experimentar con distintos modos
de suspension.

* Ralentizar el reloj del MCU cuando
no esté procesando datos.

Sin embargo, medir con precision
la corriente con un rango dindmico
tan elevado es algo complejo que un
multimetro digital convencional no
puede hacer (DMM).

Normalmente, la corriente se cal-
cula aplicando la ley de Ohm, mi-
diendo la caida de tensién en una
resistencia de derivacion (algo co-
nocido como la carga de tension),
lo que provoca una reduccién de la
tensidn que se suministra a la carga.
Para que una medicién de corriente
de pocos uA sea precisa y apreciable,
esta carga de tension debe ser lo
suficientemente elevada como para
que el multimetro la detecte, pero no
tanto que reduzca el suministro hasta
el punto de provocar que el dispositi-
vo bajo prueba (DUT) se comporte de
forma erratica. La naturaleza dinami-
ca del funcionamiento del DUT com-
plica alin mas este proceso, ya que
puede pasar instantaneamente de
unos pocos A a mA. Con las lineas
de alimentacién tipicas de un SoC, de
1,8 03,3V, el cambio dindmico de la
carga de tensién provocaria reinicios
de caida de tension en el DUT duran-
te el funcionamiento.

Algunos multimetros de gran pre-
cisién estan preparados para este
tipo de requisitos. Sin embargo, son
productos caros que utilizan la con-
mutacién con relés para cambiar los
valores de la resistencia de derivacién
durante el funcionamiento, y el tiem-
po empleado, incluso con conmuta-
dores de estado sélido, genera una
pérdida de precision en la medida.

Para resolver el problema de la
medicién de corriente en un rango
dindmico elevado, los fabricantes han

Gestion de alimentacion en baterias
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Imagen 4. El Power Profiler 2 de Nordic Semiconductor (fuente: Nordic

Semiconductor).

desarrollado herramientas para ela-
borar perfiles energéticos a fin de me-
dir y registrar el consumo en tiempo
real de forma precisa. Dos ejemplos
de esto son el Nordic Power Profiler
Kit 2 (PPK) y el Qoitech Otti Arc.

Power Profiler 2

El Power Profiler Kit 2 de Nordic
Semiconductor es un dispositivo ali-
mentado por USB con un rango de
medicién de 200 nA a 1 Ay una
resolucién en funcién del rango de
100 nA-1 mA. Puede funcionar en
modo fuente (suministra la tensién
del DUT) o en modo amperimetro
(mide la corriente). El PPK tiene una
salida configurable por software que
puede ir de 0,8 a 5 V CC, con un
maximo de 1 A.

La medicién de corriente en tiem-
po real opera a 100 kS/s y cambia
automaticamente entre cinco rangos
de medicién de corriente para obte-
ner una resolucion 6ptima.

La aplicacién para ordenador Nor-
dic Power Profiler se conecta al PPK'y

v

Imagen 6. El Qoitech Otti Arc, una unidad de medida de precision de
baja corriente (fuente: Qoitech).
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Imagen 5. Captura de pantalla de la aplicacion Power Profiler durante una medicién de

corriente en tiempo real (fuente: Nordic).

dispone de una interfaz desde la que
podemos configurar el kit y registrar
los datos de la medicion. En la ima-
gen 5, se puede ver una captura de
pantalla en tiempo real.

La reduccion de la resolucién del
muestreo desde 100 kS/s hasta 1 S/s,
amplia el periodo méximo de registro
(de 7 minutos a 500 dias).

El PPK2 también dispone de un
conjunto de pines GPIO que se pue-
den conectar al DUT para secuen-
ciar las funciones de control o0 a un
analizador logico para sincronizar la
medicién de corriente con el cédigo
de aplicacién del DUT.

Qoitech Otti

El Qoitech Otti Arc (véase la ima-
gen 6) es un analizador de potencia
portétil, compacto y versétil que pue-
de medir ocho érdenes de magnitud
—con una resolucién maxima de 50
nA—, desde decenas de nanoampe-
rios hasta 5 A.

El Otti Arc se puede configurar en
modo tensién continua o como fuen-
te/sumidero de corriente. El sumidero
de corriente ofrece un método para
emular distintos escenarios de aplica-
ciones y baterias y elaborar perfiles de
estos, hasta un maximo de 2,5 A. La
frecuencia de muestro es de 4 kS/s.
Se puede alimentar desde el puerto
USB del ordenador principal o con
una fuente de alimentacién externa.

El software del Otti Arc incluye to-
das las caracteristicas necesarias para
configurar los modos de sumidero y
fuente de medicion de corriente, asi

como para registrar el consumo de
corriente del DUT. La linea de tiempo
permite aumentar la precisién de
las lecturas, y el valor promedio del
perfil de corriente aparece en la parte
superior de la pantalla.

Los pines GPIO estan en el panel
frontal y se usan para hacer un segui-
miento de los estados légicos y con-
trolar el funcionamiento del DUT a
fin de realizar operaciones analiticas.

El perfil energético de
los disenos

Para optimizar la vida de la bateria,
necesitamos entender en profun-
didad cuél es el perfil de consumo
del dispositivo. El nivel promedio de
corriente consumida nos ayuda a
hacer una estimacién, pero los picos
tienen una gran influencia durante el
funcionamiento habitual. Antes de
empezar a optimizar el firmware del
dispositivo, deberemos establecer un
perfil del consumo de corriente en los
ciclos completos del comportamien-
to del dispositivo. Las dos unidades
de las que hemos hablado en este
articulo pueden medir con exactitud
valores de corriente extremadamente
bajos y con un rango dindmico alto.
Ademas, pueden registrar los datos
medidos y trazarlos en una linea de
tiempo sincronizada en el firmware
del dispositivo. Con toda esta infor-
macién, el desarrollador y el ingeniero
de hardware pueden empezar a exa-
minar el cédigo y descubrir cuales son
las opciones para reducir los picos de
corriente. M
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Las modernas tecnologias de comunicacion y de-
tecciéon han revolucionado la forma en que se disefian
los automéviles. Para aumentar la seguridad y avanzar
hacia una conduccion autbnoma (AD, por sus siglas en
inglés), los nuevos automdviles deben incluir sistemas
capaces de interactuar con su entorno, las infraestruc-
turas y otros vehiculos para detectar posibles peligros.
Por ello, es necesario que los automoviles estén equi-
pados con sensores para mejorar la seguridad vial y
alcanzar altos niveles de conduccion auténoma. Su uso
contribuird a reducir el nimero de accidentes de trafico
y muertes en las carreteras de todo el mundo, con el
objetivo final marcado por Visiéon 0: cero muertos en
accidentes de trafico en 2050. Entre los sensores que se
consideran para la conduccién asistida y autbnoma, el

\| -
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radar ha demostrado ser extremadamente seguro para
sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)
tales como como el control de crucero adaptativo. Se
espera que el uso de radares se extienda en el futuro,
en combinacién con otras tecnologias de deteccidn,
como camaras de video y LiDAR.

Las ventajas e inconvenientes de diferentes tipos de
sensores se resumen en la siguiente tabla. La conduc-
cion totalmente autdbnoma probablemente requerird
la fusion de datos obtenidos de diferentes tecnologias
de deteccion. Con sensores distribuidos alrededor del
automovil, sera posible proporcionar una cobertura
completa de 360°, creando una “burbuja” de seguri-
dad alrededor del vehiculo. La Figura 1 ilustra este con-
cepto, considerando Unicamente los sensores de radar.

=slll Front radar
Raar radar
Side radar

Comer radar

F‘r-cmum:'lmg;:ng
radar

Figura 1. Ubicacion de los sensores de radar en un automaovil para una cobertura de 360°.

Pros v contras de diferentes tecnologias de deteccién para aplicaciones

de automocidn

v'PROS

xCONTRAS

Imagenes opticas
(video)

Gran campo de vision
Alta resolucién

Limitado por las condiciones climaticas y de luz
Alta carga de procesamiento

Ultrasonidos y de luz

Muy bajo coste

Funcionamiento en todas las condiciones climéaticas

Muy corto alcance

Infrarrojos Funcionamiento en condiciones de poca luz Corto alcance
Limitado por las condiciones climaticas (niebla,
LiDAR Alta precision (rango, resolucion y posicion) nieve)
Sin informacion directa de velocidad
Menos sensible a las condiciones climaticas Complejidad en la medicion de angulos y la
Radar Largo alcance clasificacion de objeto

Buena resolucion y estimacién de posicion

No ha alcanzado la madurez para AD avanzado
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Figura 2. Clasificacion de los radares de automocién segun su alcance.

Una ventaja adicional de los sensores de radar es
que se pueden instalar con relativa facilidad detras
de elementos comunes del automévil, como por
ejemplo los para choques o las insignias de la
marca, siendo asi invisibles, sin afectar la estética
del vehiculo.

La banda de frecuencias de 76 GHz a 81 GHz ha
sido adoptada por la mayoria de los paises para su
uso para radares de automociéon. Esto ha permite
reducir el tamafo de las antenas y por lo tanto de
los mdédulos de radar, con lo cual son mas faciles
de integrar. Sin embargo, aparecen nuevos desafios
debidos a las altas frecuencias de operacion, y se
deben aceptar compromisos debido a las limita-
ciones de potencia, las altas pérdidas y un mayor
impacto de las tolerancias de fabricacién.

Los radares son especialmente adecuados para
aplicaciones de automocion, ya que los vehiculos
son de por sf buenos reflectores de ondas electro-
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magnéticas. Se puede utilizar tanto para funciones
de “confort”, como el control de crucero automati-
co, como para aplicaciones de detecciéon de alta re-
solucién, que contribuyen a aumentar la seguridad
pasiva y activa de un vehiculo. Se pueden utilizar,
por ejemplo, para deteccién de angulos muertos,
asistencia de cambio de carril y alerta de cruce de
trafico trasero, y deteccién de peatones y bicicletas
cerca del vehiculo.

Hoy en dia, los sensores de radar se pueden
clasificar en funcién de su alcance de deteccién,
como se muestra en la figura 2.

e Radar de corto alcance (SRR): hasta 50 m con
amplio campo de vision y alta resolucion

* Radar de medio alcance (MRR): hasta 100 m con
campo de vision medio

¢ Radar de largo alcance (LRR): 250 m o maés de

alcance, con un campo de vision mas limitado y

menor énfasis en la resolucion

pul

Autonomaous

9 O
2 L driving

Figura 3: Sensores de radar necesarios para diferentes niveles de NCAP y de conduccién auténoma.
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Centralizad processing

Figura 4. Sensores inteligentes con computacion en el borde versus sensores satelitales con procesamiento centralizado.

Con los nuevos avances tecno-
l6gicos se espera que el alcance
de los radares de automocién se
extienda mas allad de estos limites,
a la vez que se anadira la dimensién
vertical a la deteccion para propor-
cionar una imagen 3D completa del
entorno.

Por otra parte, serd necesario
distribuir multiples médulos de ra-
dar en el vehiculo, pasando de una
configuracién basica con un sensor
de radar delantero, que permite
alcanzar el nivel 1 de conduccién
auténoma y nivel 4 del programa
de evaluacion de automoviles nue-
vos (NCAP, por sus siglas en inglés).
Cada vez méas vehiculos estaran
equipados con sensores de radar
en las esquinas para alcanzar el
nivel 2+ de conduccién auténoma
y NCAP 4-5 en el caso de automé-
viles de gama media, y el nivel 3-4
de conduccién auténoma y NCAP
5 para el segmento premium (fi-
gura 3).

La forma en que se procesaran
los datos obtenidos por del radar
dependerd en gran medida de la
arquitectura del vehiculo. El incre-
mento de la potencia de célculo de
las unidades centrales de computa-
cién estd fomentando la evolucion
de la arquitectura E/E hacia una
configuracién centralizada.

Aunque la migracién no se com-
pletard hasta la década de 2030,
antes apareceran implementacio-
nes parciales. En un primer mo-
mento, algunos controladores de

dominio se utilizaradn para funcio-
nes especificas como ADAS. Poco
a poco aumentard el niumero de
controladores de dominio, mien-
tras que también se introduciran
controladores de zona como paso
previo al establecimiento de una
arquitectura E/E totalmente cen-
tralizada, en la que la computadora
central del vehiculo se conectard a
los sensores a través de las unida-
des de control zonales. Esta evolu-
cién también requerird aumentar la
capacidad vy fiabilidad de las redes
de comunicacion del vehiculo, asf
como la complejidad del software.
Esto supondrd un reto importante
para la industria, ya que se reque-
rird conexiones adicionales, con
cables potencialmente mas caros
para hacer frente a las mayores de-
mandas de velocidad de datos. Con
la introduccion de las nuevas ar-
quitecturas E/E centralizadas, parte
del procesado béasico de los datos
de radar podria ser transferido del
modulo del sensor del radar (com-
putacién en el borde) al controla-
dor zonal o la ECU central, lo que
permitiria calculos mas eficientes.
En la actualidad, el todo el pro-
cesamiento de los datos captados
por el radar se lleva a cabo directa-
mente en el borde, con “sensores
inteligentes”, como se muestra en
la figura 4. Varios médulos de ra-
dar independientes se encuentran
distribuidos alrededor del vehiculo,
cada uno de ellos con su propio
transceptor y capacidad de proce-

samiento. Los datos procesados,
normalmente la lista de objetos, se
transfieren a una ECU ADAS para
un procesamiento mas avanzado
y, potencialmente, la fusién con
los datos de otros sensores. Con
una distribucion adecuada de los
sensores en el automovil, el vehi-
culo tiene una buena percepcién
del entorno del vehiculo y puede
identificarse los obstaculos.

Con el desarrollo de arquitectu-
ras centralizadas, es probable que
el procesamiento de los datos de
algunos moédulos de radar pase
del sensor mismo a una unidad
de computacién remota, ya sea
una ECU de zona o directamente la
computadora central del vehiculo.
Los modulos de radar en si mismos
serfan entonces menos “inteligen-
tes” y realizarian solo una canti-
dad limitada de procesamiento de
las sefiales de radar recibidas. Por
ejemplo, el médulo podria deter-
minar la distancia a los diferentes
objetos y proporcionar los perfiles
de rango al procesador remoto.
Este luego recibiria los datos pre-
procesados de diferentes moédulos
de radar satelitales y realizaria los
restantes pasos del procesamiento
para cada conjunto de datos, para
generar la lista de objetos detecta-
dos con sus respectivas caracteris-
ticas (distancia, direccion y veloci-
dad) y asf crear una imagen com-
pleta del entorno. Los resultados
obtenidos de todos los radares se
fusionarian, como se muestra en la
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figura 5 a continuacion, y podrian
ser combinados con los resultados
obtenidos de otros tipos de senso-
res. Esta nueva configuracién de
deteccion multiple proporcionara la
precisién y fiabilidad necesaria para
permitir altos niveles de conduccién
auténoma.

En las primeras implementacio-
nes de esta arquitectura centrali-
zada, los datos preprocesados por
los diferentes médulos de radar
podrian ser transferidos a las ECU
zonales o centrales utilizando la
red troncal Ethernet del automovil.
Para aplicaciones que requieran
alta definiciéon, y por lo tanto un
mayor volumen de datos de radar,
como en el caso de los radares de-
lanteros, el procesamiento de los
datos de radar seguiria llevandose
a cabo en el propio sensor, para
reducir la cantidad de datos que se
transferidos.

El procesamiento centralizado
de los datos obtenidos por senso-
res de radar remotos ofrece una
amplia gama de beneficios. En pri-
mer lugar, los propios médulos de
radar serian menos complejos, re-
duciéndose asi su tamafo y coste,
y limitando los problemas de disi-
pacién térmica. Las reparaciones y
actualizaciones, tanto de hardware
como de software, serian también
més faciles.

Sistema de radar

En segundo lugar, el uso de la
red troncal de Ethernet ya instalada
en el vehiculo permite reducir los
costes y el peso del cableado. Ade-
maés, los datos transferidos a través
de Ethernet estarian disponibles en
un formato que los hace mas faciles
de almacenar y procesar.

Finalmente, el procesamiento
de los datos en las unidades de
control del vehiculo permitiria eje-
cutar operaciones mas sofisticadas
y complejas de una manera mas
eficiente. La capacidad de detec-
cién del sistema se puede mejorar
realizando una fusion de datos con
la informacion obtenida de me-
diante otras tecnologias de detec-
cion, como las camaras de video o
el LIDAR. También se podrian con-
siderar estrategias de aprendizaje
automatico e inteligencia artificial
para implementar deteccién y pre-
diccion avanzadas, que contribui-
rian a alcanzar niveles méas elevados
de conduccién auténoma.

Se espera que tanto computa-
cién en el borde como la computa-
cién centralizada coexistan durante
algunos afos. La migracién a ar-
quitecturas E/E con computacion
centralizada requerira el acceso a
enlaces de alta velocidad en todo
el vehiculo, lo que puede conllevar
el uso de diferentes estandares para
la transmision de los datos. En todo

)
E]

E Senart radar serded Satelliee FRAAR SEALES

o) Wkhinaging  «)) SEAJMAR

— Processed data | —— pre-precossed dia (Ranpe-TiT)

LSRR

caso, seran necesario adoptar me-
didas de adicionales para garanti-
zar la integridad y seguridad de los
datos transferidos. Ademas, el au-
mento del nimero de moédulos de
radar en cada automovil, asi como
el aumento del nimero de vehi-
culos equipados con este tipo de
sensores, todos ellos transmitiendo
y recibiendo simultaneamente on-
das de radio en la misma banda de
frecuencias también puede generar
problemas de interferencia que
deberan resolverse.

Renesas estd trabajando para
proporcionar soluciones avanzadas
para los vehiculos del futuro. Rene-
sas acaba de presentar su primer
transceptor de ondas milimétricas
para aplicaciones de automocién,
el RAA270205, para ampliar sus so-
luciones de deteccion para ADAS.

El objetivo de Renesas es propor-
cionar componentes innovadores
para los distintos tipos de sensores
de radar, con transceptores para
radar de alta definicién (imaging),
para médulos satelitales con pro-
cesamiento centralizado y sensores
inteligentes con computacién en
el borde. Estos productos de ra-
diofrecuencia serfan combinables
con otros productos analdgicos de
Renesas, asi como con las ECUs de
la serie R-Car Gen 4, para el pro-
cesamiento avanzado de datos. @
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Figura 5. Ejemplo de arquitectura de radar con médulos satelitales y procesamiento remoto en ECU zonales.
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En el embedded world, congatec
presentara los primeros médulos ba-
sados en la especificacion preliminar
COM-HPC Mini. Y puesto que los
modulos por si solos no son suficien-
tes para dar a los OEMs la agilidad
para optimizar y ampliar su cartera de
soluciones, congatec también ofrece
un ecosistema COM-HPC completo,
ayudando asi a los desarrolladores
de sistemas ultracompactos de al-
tas prestaciones a desatar el nudo
gordiano de como encajar las altas
prestaciones en un tamaho mini.

La transformacién digital esta acer-
cando mas que nunca la tecnologia,
las maquinas y las personas. Robots
colaborativos, vehiculos auténomos,
dispositivos médicos impulsados por
IA'y comunicaciones 5G mas rapi-
das son solo algunos ejemplos. Para
mantenerse a la vanguardia en estos
mercados en crecimiento, los OEM
necesitan revisar y optimizar cons-
tantemente sus ofertas de soluciones.
Un salto de rendimiento a COM-HPC
es esencial para muchas aplicaciones
nuevas en vista del rdpido aumento
de los requisitos técnicos: El analisis
de video basado en IA para el co-
nocimiento de la situacion requiere
anchos de banda inmensamente altos
con resoluciones de cdmara cada vez
mas altas. El control por voz debe
estar libre de latencia, lo que también
requiere que la IA procese flujos de
datos de resolucion cada vez mayor.

Los gréficos en combinacion con la
realidad aumentada también son
cada vez mas exigentes. El procesa-
miento paralelo de datos en tiempo
real en los procesos colaborativos
de la Industria 4.0 también requiere
latencias minimas con un caudal de
datos cada vez mayor. Por ultimo,
pero no por ello menos importan-
te, la ciberseguridad también exige
mas potencia de cdlculo. Y ademas
de todo esto, los desarrolladores de
sistemas quieren optimizar significa-
tivamente la conectividad de sus pla-
taformas aprovechando las Ultimas
tecnologias, como Thunderbolt 4.

El estdndar COM-HPC se desarrolld
precisamente para satisfacer estos
requisitos cada vez mas exigentes.
Ahora, el espectro de aplicaciones se
amplia alin mas, ya que la disponibi-
lidad de los médulos COM-HPC Mini
con procesadores Intel Core de 132
generacién (nombre de referencia
Raptor Lake) dard a los desarrollado-
res acceso a un ecosistema completo
para sus disefos informaticos mo-
dulares embebidos y edge de gama
alta de tercera generacion. Este eco-
sistema abarca desde mddulos SOM
(Server on Modules) de gama alta
hasta mdédulos cliente (Client-on-
Modules) extremadamente compac-
tos que apenas superan el tamafo de
una tarjeta de crédito. Con COM-HPC
Mini, incluso las soluciones COM Ex-
press Compact y COM Express Mini
mas compactas podran beneficiarse

Figura 1. congatec utilizard la 132 generacion de procesadores Intel Core en COM-HPC Tamario
A, Cy COM-HPC Mini, asi como en COM Express Compact.

de un aumento del rendimiento de
gama alta y aprovechar un ndimero
significativamente mayor de nuevas
interfaces de alta velocidad. De este
modo, familias enteras de productos
pueden migrar al nuevo estandar
PICMG sin necesidad de modificar
significativamente el disefio interno
del sistema ni el envolvente, a pesar
de las mayores dimensiones del moé-
dulo y la placa base.

Facilitar el trabajo de
diseno de COM Express
Compact a COM-HPC

Esto no era posible con la es-
pecificacién COM-HPC Size A. Con
unas dimensiones de 95x120 mm
(11.400 mm?), el formato COM-HPC
mas pequefio hasta la fecha es casi
un 32% mas grande que COM Ex-
press Compact, que mide 95x95 mm
(9.025 mm?2). Desde el punto de vista
de la huella, son 25 mm demasia-
do anchos para migrar los disefios
COM Express existentes a COM-HPC.
Dado que COM Express Compact
es el factor de forma COM Express
mas extendido y que actualmente
s6lo la gama alta sigue utilizando
el factor de forma COM Express Ba-
sic, de mayor tamafo, muchos de-
sarrolladores se enfrentaban a retos
considerables, aunque sélo fuera en
términos de dimensiones de disefio
del sistema. Pero ahora méas pequeio
es posible. Por eso, COM-HPC Mini,
con sus 95x60 mm, es un auténtico
liberador que abre perspectivas to-
talmente nuevas, en particular para
los numerosos disefios de sistemas
ultracompactos.

Es cierto que COM-HPC Mini sélo
tiene 400 pines, es decir, 40 pines
menos que COM Express Type 6
(440). No obstante, los desarrolla-
dores se benefician de importantes
ganancias de ancho de banda y de
una mayor diversidad de interfaces
gracias a unos estandares mas nuevos
y potentes. Esto también pone en
perspectiva la reduccion nominal del
numero de canales PCle de 24 con
COM Express Type 6 a 16 canales con
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COM-HPC Mini. De todos modos, la
mayoria de los disefos de sistemas
ultracompactos rara vez han agota-
do este paquete de interfaces. Con
PCle hasta Gen 5 y probablemente
también PCle Gen 6, 4x USB 4.0,
2x 10 Gbit/s Ethernet, que puede
ampliarse a 4 puertos mediante 2x
carriles SERDES, y hasta 4 interfaces
de pantalla, la especificacion COM-
HPC Mini cuenta con las interfaces
mas modernas hoy en dia. Ademas
de modernas interfaces periféricas
adicionales, como 2x MIPI-CSI para
cadmaras, también se proporcionan
clasicos industriales como CAN bus y
2x UART. Una caracteristica novedosa
que se ha afadido es el soporte de
seguridad funcional. Esto permitira
en el futuro realizar aplicaciones ul-
tracompactas que deban consolidar
tareas en tiempo real criticas para
la seguridad junto con otras tareas
en un solo sistema. Ejemplos de este
tipo de aplicaciones son los robots y
vehiculos méviles auténomos.

Lo nuevo funciona mejor
a largo plazo

Muchos desarrolladores de nue-
vas aplicaciones de alto rendimiento
también apreciaran la seguridad de
disefo afadida, ya que el conector
COM-HPC esta especificado para
velocidades de transferencia de da-
tos significativamente mas altas que
COM Express. Es cierto que la es-
pecificacion COM Express 3.1, que
se lanzo a finales de 2022 y admite
PCle 4.0 con hasta 16 Gbit/s, tam-
bién ofrece una via de actualizacion.
Sin embargo, ya se vislumbra el fi-
nal para nuevos aumentos de rendi-
miento. El reciente lanzamiento de
la 132 generacion de procesadores
Intel Core demostrd que la brecha
estd empezando a ampliarse, ya que
COM-HPC simplemente ofrece mas.
Algunas variantes ya son compati-
bles con PCle 5.0, lo que en Ultima
instancia permite duplicar el caudal
de datos. Pero los desarrolladores no
tienen por qué preocuparse si pueden
vivir con los anchos de banda que
ofrece COM Express: El estdndar de
modulos COM mas popular seguird
existiendo muchos afios mas. Sigue
contando con el apoyo de los provee-
dores de sistemas embebidos y recibe
cuidadosas actualizaciones dentro
de lo técnicamente posible. Esto es
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especialmente bueno para los disefios
sensibles a los costes y/o de bajo con-
sumo, en los que COM-HPC est4 so-
breespecificado. Sin embargo, quie-
nes deseen aprovechar las ultimas
tecnologias, como la conectividad
Thunderbolt 4, ya pueden actualizar
los disefios compactos existentes. Los
puertos Thunderbolt 4 implementan
alimentacién eléctrica, transferencia
bidireccional de datos hasta USB 3.2
Gen 2, asi como pantallas de video 4k
y Ethernet de 10 Gb a través de un
Unico cable USB-C en configuracio-
nes maximas. Todo esto requiere un
ancho de banda de hasta 40 Gbit/s,
que es simplemente inviable con el
conector COM Express, incluso en la
especificacién 3.1.

Listo para despegar
con la 13° generacién
de procesadores Intel
Core

Numerosos factores hablan a fa-
vor del nuevo estdndar COM-HPC.
El lanzamiento de la 132 generacién
de procesadores Intel Core actua
como un acelerador que agilizaré la
introduccion de estas nuevas plata-
formas de sistema. congatec espera
un répido y masivo incremento en la
produccién en serie de disefios OEM
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Figura 2. Con 400 pines, COM-HPC Mini integra un gran nimero de
interfaces de altas prestaciones en un tamano que apenas supera el de

una tarjeta de crédito.

basados en estos nuevos moédulos,
ya que los nuevos procesadores con
disponibilidad garantizada a largo
plazo ofrecen enormes mejoras en
muchas prestaciones, a la vez que son
totalmente compatibles en hardware
con sus predecesores, lo que hace
que la implementacion sea muy ra-
pida y sencilla. Los médulos basados

COM Express 3.1 Type 10 COM Express 3.1 Type 6

COM-HPC Mini (Mini) (Compact &Basic)
Formato 95x60 mm 84x55 mm 95x95 mm/125x95 mm
Altura Altura 56 10 mm (de | Altura56 10 mm (de la Altura 568 mm (de la parte
la parte inferior del parte inferior del médulo a | inferior del médulo a la parte
modulo a la parte la parte superior de la placa | superior de la placa base)
superior de la placa base)
base)
Consumode 76 W 68 W 137 W
potencia
Pins de sefial | 400 220 | 440
PCle ¥ 16 x PCle Gen 5 4x PCle Gen 4 24x PCle Gen 4
Graficos™ | 3x DDi + 1x eDP 1x DDI +1 LVDS/eDP | 3x DDI + 1x LVDS/eDP/VGA
Sonido HDA, SoundWire, 125 1x HDA/SoundWire HDA (1x SoundWire opcional)
Entradas de 2x MIPI CSI 2x MIPI CSI (conectores en | 2x MIPI CSI (conectores en
camara (conectores en maddulo) maodulo)
maodulo)
Ethernet ™ 2x 10 GbitE con TSN +  1x GbitE con TSN 1x GbitE con TSN
2x 10 GbitE (SERDES)
con TSN
uss @ 4x USB 4.0, 4x 2x USB 3.2 + 8x USB 2.0 4x USB 3.2 or 2x USB 4.0
USB 3.2 x1/SB 3.2 x1 multiplexado con 2x DDI
+8x USB 2.0 +8x USB 2.0
SATA @ 2x SATA Gen 3 2x SATA Gen 3 4x SATS Gen 3
CAN ‘ 1x 2x ‘ 2x
UART 2x - -
GPIO [ 12x 8x | 8x
Others eSPI, 2x SPI, SMB, 2x  LPC/eSPI LPC/eSPI
12C
FuSa ‘ Compatible No compatible No compatible

(1) Algunos dispositivos comparten los pins de sefial.

Figura 3. La migracion de COM Express a COM-HPC aporta numerosas ventajas de interfaz.
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Figura 4. Siempre hay espacio para reducir el tamafo: Las placas base COM Express Basic y
Compact pueden alojar facilmente médulos COM-HPC Mini.

Figura 5. La altura ya no es un cuello de botella: Un disefio de médulo COM-HPC Mini y
disipador térmico tiene una altura minima de 15 mm (desde la superficie de la placa base
hasta el disipador térmico). Es decir, 3 mm menos que la altura minima del sistema de 18
mm para COM Express Compact.

Figura 6. El TDP no es un reto: A pesar de su reducido tamano, COM-HPC Mini ofrece un
amplio margen para procesadores de alto rendimiento con un consumo maximo de hasta 76
vatios, mientras que los disefos de sistemas con COM Express Compact suelen admitir sélo
hasta 45 vatios. Para permitir a los desarrolladores hacer el mejor uso posible del rango de
potencia ampliado, congatec ofrece soluciones de refrigeracion optimizadas.

en el nuevo estandar COM HPC abren
nuevos horizontes a los desarrollado-
res en términos de caudal de datos,
ancho de banda de E/S y densidad de
rendimiento gracias a Thunderbolt y
a la compatibilidad superior con PCle
hasta Gen 5. Por otro lado, los nue-
vos médulos compatibles con COM
Express 3.1 aseguran principalmente
las inversiones en los disefios OEM
existentes con opciones de actualiza-
cién para un mayor caudal de datos
gracias a la compatibilidad con PCle
Gen 4.

En comparacién con los procesa-
dores Intel Core de 122 generacion,
los nuevos médulos COM-HPCy COM
Express con procesadores Intel Core
soldados de 132 generacion ofre-
cen varias ventajas: Permiten que
los disefos robustos para el rango
de temperaturas industriales desde
-40°C a +85°C utilicen la innovadora
arquitectura hibrida de Intel, que es
una primicia en la industria. Ademads,
ofrecen hasta un 8% mas de rendi-
miento monohilo y hasta un 5% mas
de rendimiento multihilo. Gracias a
la mejora del proceso de fabricacion,
este aumento del rendimiento va
acompafado de una mayor eficiencia
energética. Otras novedades en esta
clase de rendimiento (15-45 W de
potencia base) son la compatibilidad
con memoria DDR5 y la conectividad
PCle Gen 5 en determinadas versiones
de CPU. Ambas contribuyen a mejo-
rar aln mas el rendimiento multihilo
y a aumentar el caudal de datos.
Con hasta 96 unidades de ejecucién
(EU) y capacidades de codificacién y
decodificacién ultrarrapidas, la arqui-
tectura gréfica Intel Iris Xe integrada
es ideal para requisitos gréaficos ele-
vados, por ejemplo, en aplicaciones
que implican transmisién de video y/o
conocimiento de la situacién basado
en video. Todas estas caracteristicas
conducen a mejoras significativas
en una amplia gama de aplicaciones
informéaticas embebidas y edge, que
implementan cada vez mas funciones
de inteligencia artificial y aprendizaje
automatico, asi como consolidacién
de cargas de trabajo.

COM-HPC Mini es
extremadamente
robusto

Ahora imaginemos que estos nue-
vos procesadores Intel, junto con
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Figura 7. Nuestro curso de formacion en di-
sefo de placas base COM-HPC Mini también
ensena a los desarrolladores a migrar disenos
COM Express Basic a COM-HPC Mini”.
Daniel Stadler, Director de Soporte y Disefio
de congatec.

caracteristicas robustas como la RAM
soldada y la compatibilidad con el
rango de temperatura ampliado, se
implementaran en los médulos COM-
HPC Mini. En ese caso, es evidente
que estos nuevos moédulos encon-
trardn un uso universal en soluciones
de sistemas de alto rendimiento que
COM Express no puede abordar. Sélo
hay una pregunta: ¢Hasta qué pun-
to es complejo migrar sistemas de
COM Express a COM-HPC? En pocas
palabras, sélo hay que modificar la
placa base, aunque las dimensiones
y el disefio de la interfaz pueden per-
manecer inalterados. Ciertamente,

Sistemas embebidos - COM-HPC

desarrolladores a través de todos los
fundamentos de disefio obligatorios
y recomendados de los médulos COM
y los esquemas de mejores practicas
para que puedan iniciar sus propios
proyectos de disefio de placas base.
La transferencia de conocimientos se
centra en el diseio de placas base
conforme a los estandares, que es
esencial para construir plataformas
informaticas embebidas personali-
zadas interoperables, escalables y
duraderas. La academia congatec
funciona globalmente, ofreciendo
cursos online y presenciales a desa-
rrolladores de OEMs, VARs e integra-
dores de sistemas.

Aunque las guias de diseno ofi-
ciales son un gran recurso, en ultima
instancia no son Mas que una espe-
cificacion de requisitos. Los desarro-
lladores también necesitan aprender
la mejor manera de poner en préactica
estos fundamentos. El programa de
formacién de congatec se disefié con
el objetivo de acelerar la transferen-
cia de conocimientos necesaria para
iniciar dichos proyectos de desarrollo
en el mundo real.

El nuevo programa de formacion
en disefio de placas base de con-
gatec, que comenzara en abril de

2023, ofrecera a los ingenieros una
introduccién al mundo de los sis-
temas embebidos y edge de gama
alta, desde los principios de disefo
de PCB hasta las reglas de gestion
de la alimentacién, los requisitos de
integridad de la sefal y la selecciéon
de componentes.

Los clientes que deseen utilizar
COM-HPC pero no dispongan de
los recursos necesarios para integrar
los moédulos por si mismos, pueden
confiar en los servicios de disefio de
congatec. También se ofrecen disefos
de placas base, soluciones de refrige-
racién optimizadas y amplios servicios
de integracion de sistemas. Con esta
completa gama de productos y servi-
cios, congatec continlia desarrollan-
do su misién de “simplificar el uso de
la tecnologia embebida”.

Y con esta completa oferta, desde
maodulos, soluciones de refrigeracién
y placas de evaluacién y base listas
para la aplicacién, hasta formacién
en disefio y servicios completos de
disefo, congatec esta creando un
completo ecosistema COM-HPC en el
que los nuevos disefos y los procesos
de disefio para la migraciéon de COM
Express a COM-HPC Mini ya no son
un gran reto. M

i . Max. Turbo Frec. Base . .
el enrutamiento y los componentes Nicleo Frec. [GHz] [GHz] i Unidades Potencia
. Factor de forma Procesador s/ Niicleos-P / Niicleos-P / Hilos Ejecucion Base
deben adaptars_e para dar cabida a las (P+E) Nl Nl e GPU [EU] CPU [W]
nuevas prestaciones, y no es posible  —z5yTpg mel Cora 1o »
sustituir simplemente el moédulo. Sin 12900E (8+16) 52/4.0 18/13 32 32 65
embargo, en lo que respecta al hard- -
e ) COM-HPC Intel Core i7- 16
ware, “s6lo” es cuestién de adaptar 13700E (2+8) 51/39 19/13 24 32 65
las practicas de disefio existentes a los OIS T Coe
nuevos requisitos de interfaces méas I 12 45/33 18/13 16 80 28
rapidas. La sefalizacion de alta velo- COMExpress  1340PF @) - -
. - . COM-HPC Intel Core i5-
cidad constituye un reto particular en el borel 10 26/33 24/15 1 . -
13400E (6+4) o A
este contexto.
COM-HPC/ _Intel Core i5- 10
o o 45/33 13/1.1 12 80 15
Servicios adicionales  COMExpress 1335UF (2+8)
v formacidn para COM-HPC / Intel Core i3- 3 26)24 2115 i 48 i
simplificar el diseno COM Express  13300HE (4+4) D i
COM-HPC/ Intel Core i3- 8
. . 45/33 17/1.2 12 48 28
Aqufi es donde fabricantes como COM Express  1320PE (4+4) / /
congatec acuden en ayuda de sus COM-HPC/ Intel Core i3- .
clientes con una academia de forma- ~ COMExpress  1315UE (2+4) 45/33 12709 8 &4 1
cién que ensefa a los desarrolladores COM-HPC/ Intel Pentium s
de placas base las mejores practicas ~ COM Express  U300E (1+4) 43/32 L1/08 6 48 15
de disefio. El programa de formacién COM-HPC Intel Core 13- A
pretende ofrecer a los arquitectos de 13100E (4+0) 44/- 33/- 8 24 65

sistemas una introduccién rapida y
eficaz a las reglas de diseno del nuevo

estandar PICMG. El curso gu|’a a los  Figura 8. congatec ofrece la 13° generacion de procesadores Intel Core en multiples variantes.
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Al disefar nodos robustos ‘on the
edge’, el disefiador del sistema embe-
bido ha de tener en cuenta a menudo
estos cuatro factores principales:

* Interfaz del sensor
* Bajo consumo

» Tamano fisico

e Seguridad

Microchip Technology ofrece mi-
crocontroladores con un amplio
rango de tension de entrada de 1,8 a
5,5V, por lo que son muy valiosos en
entornos ruidosos porque las senales
se pueden diferenciar del ruido de
fondo, por su capacidad de suminis-
trar o absorber hasta 50mA en cada
patilla GPIO, asi como por los rangos
de temperatura industrial (-40°C a
85°C) y extendido (-40°C a 125°C).

Veamos estos cuatro factores con
mas detalle.

Interfaces del sensor

Las interfaces del sensor pueden
ser de varios tipos. El disefiador del
sistema embebido suele utilizar: sen-
sores analdgicos que proporcionan
una tensién o corriente que varia
continuamente, sensores digitales
gue pueden usar niveles 16gicos o
flujos de datos como comunicaciones
serie, modulacion de anchura de pul-
so (Pulse Width Modulation, PWM)
variable como sensores de posicion
del acelerador o sensores del tiempo
de vuelo para detectar distancias. Va-
mos a estudiarlos con mas atencién.

Interfaces de sensor analagico

Disponer de la opcién de escoger
entre dispositivos analégicos discretos
0 analdgicos integrados significa que
el usuario puede seleccionar la herra-
mienta analdgica adecuada para su
aplicacién. Gracias a la utilizacion de
una tecnologia de proceso de mayor
tamano en nuestras obleas de silicio,
el periférico analdgico integrado es
mucho menos susceptible a diafo-
nias, asi como al ruido inductivo o

capacitivo, que aumenta cuando los
fabricantes adoptan tecnologias de
proceso mucho mas pequefas. Los
periféricos analégicos integrados de
Microchip son configurables del mis-
mo modo que el usuario configuraria
cualquier otro periférico. La dispo-
nibilidad de periféricos integrados
también permite al usuario leerlos
como entradas; por ejemplo, es po-
sible que el usuario desee conocer las
entradas del comparador durante una
fase concreta del programa.
Veamos algunos de estos perifé-
ricos analdgicos, empezando por los
amplificadores operacionales.

Amplificadores operacionales inte-
grados

Los amplificadores operacionales
integrados de Microchip también
incorporan la circuiteria pasiva aso-
ciada, como la escalera de resistencias
interna que permite establecer la
ganancia programable e incluso cam-
biarla durante el tiempo de ejecucion.
La configuracion del amplificador
operacional también se puede cam-
biar durante el tiempo de ejecucién,
por lo que el usuario puede cambiar
entre configuraciones inversora, no
inversora, ganancia unidad (seguidor
de tensién) y discreta a medida duran-
te el tiempo de ejecucion, ofreciendo
asi una flexibilidad muy superior a
la del hardware discreto por si solo,
ademés de minimizar los costes co-
rrespondientes al hardware discreto.

Cuando utiliza hardware discreto,
el disefador se ve obligado gene-
ralmente a disefar su aplicacion de
sefal mixta de manera que sea capaz
de asumir las peores condiciones
posibles y ello exige sacrificar el ren-
dimiento. No obstante, el uso de peri-
féricos analégicos integrados permite
al usuario anadir cierta inteligencia a
su aplicacion, de modo que el sistema
embebido puede cambiar la ganan-
cia del amplificador operacional, la
configuracién o incluso disponerlos
en cascada sobre la marcha. Esto

significa que el usuario puede dise-
far su aplicacion para que se adapte
de forma o6ptima a cada situacion,
aprovechando al mismo tiempo el
menor consumo de los periféricos si se
compara con las soluciones basadas
en software.

Es necesario recordar que el ampli-
ficador operacional integrado no es
una “solucién magica” y, por tanto,
no siempre serd lo mas apropiado
para todas las aplicaciones posibles.
Por ejemplo, si el usuario desarrolla
una aplicacién que exige un ren-
dimiento analdgico superior, una
configuracién con dos fuentes de ali-
mentacion o una variante especializa-
da deberfa consultar la amplia gama
de amplificadores operacionales de
Microchip. Es un ejemplo perfecto de
eleccion de la herramienta adecuada
para el trabajo que tiene entre manos.

Convertidor A/D (ADC) con funciones
avanzadas

Los periféricos ADC avanzados de
Microchip incorporan funciones de
hardware que tradicionalmente solo
estaban disponibles mediante drivers
basados en software, como acumu-
lacién, modos rafaga, promediado,
comparaciéon de ventana y filtrado.
Como siempre, estos periféricos
ADC pueden utilizar tensiones de
referencia externas, asi como varias
tensiones de referencia internas
diferentes junto con activacién de
autoconversion. Como resultado de
ello, el usuario puede acceder a fun-
ciones de hardware que puede utilizar
mientras la CPU estd en modos de
bajo consumao. Por ejemplo, el usuario
puede configurar una comparacion
de ventana del ADC que solo activa
la CPU cuando la sefal de entrada
esta fuera de esa ventana, de manera
que la CPU puede procesar esa seial
de entrada adecuadamente. Esto
significa que la CPU se activa mucho
menos, con consiguiente ahorro de
energia que es vital en aplicaciones
de bajo consumo. Esto ofrece como

REE = Marzo 2023


https://www.microchip.com

ventaja afadida la reduccion del ruido
del sistema y por tanto del sensor, ya
gue los componentes digitales como
relojes y PWM se pueden deshabilitar
cuando se usan.

Interfaces de sensor digital

Cuando el disefiador de un sistema
embebido empieza a desarrollar una
aplicacion, en general intentard, en la
medida de lo razonablemente posible,
aglutinar sus sensores y dispositivos
alrededor de una sola tension. El
objetivo es disminuir el grado de com-
plejidad, el retardo de propagacién,
la lista de materiales y los costes de
la superficie ocupada en la placa de
circuito impreso asociados al uso de
circuiterfa de variacion de nivel.

MVIO (Multi-Voltage 1/O)

MVIO (E/S multitension) permite al
usuario configurar un puerto de E/S
completo con una segunda tensién
de 1,62V a 5,5V. El periférico MVIO
solo usa 500nA cuando estd en
funcionamiento, por lo que es ideal
para aplicaciones de bajo consumo.
La respuesta digital de los protocolos
serie (12C, SPI, USART), PWM y GPIO
funcionan con la segunda tensién
cuyos niveles del disparador Schmitt
se adaptan en funcién de esta se-
gunda tension. Ademas el carril de la
segunda tensién se puede dividir para
que sirva como entrada del ADC como
referencia de tension.

CLC (Configurable Logic Cell)

El usuario puede configurar este
periférico como una de las diferentes
configuraciones légicas que, de-
pendiendo del dispositivo, incluyen
puertas de este tipo: AND, NAND,
AND-OR, AND-OR-INVERT, OR-XOR,
OR-XNOR. El usuario también pue-
de seleccionar entre los siguientes
biestables (latches y flip-flops): latch
S-R, flip-flop J-K con Reset, latch D
sincronizado al reloj con Set y Reset,
y latch D transparente con Set y Re-
set. El usuario puede aprovechar las
herramientas de configuracion gréafica
de Microchip para crear periféricos a
medida con mas facilidad en funcion
de los requisitos de su aplicacién.

Esta podria ser tan sencilla como
un eliminador de rebote en un botén
0 mas compleja como un driver de
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hardware para LED RGB de direccio-
namiento individual WS2812B, donde
se combinan SPI, P?WM y CLC para
obtener un periférico de control a me-
dida. Los drivers para este tipo de LED,
que han recurrido tradicionalmente
a un protocolo de comunicaciones a
medida, se controlan por software y
requieren un reloj del sistema de alta
velocidad que representa una pesada
carga para la CPU. Sin embargo, los
periféricos CIP (Core Independent Pe-
ripherals) permiten reducir el reloj del
sistema de forma que la CPU puede
estar mas tiempo en modos de bajo
consumo o incluso se puede utilizar
para ejecutar otras tareas de manera
concurrente.

Los CIP también proporcionan al
usuario una mayor capacidad de res-
puesta si se comparan con el uso de
una CPU. Esto se debe a que el retardo
de propagacién del periférico suele a
ser del orden nanosegundos, mientras
la interrupcién y otra latencia debida
al procesamiento basado en software
suele ser varios érdenes de magnitud
superiores.

Bajo consumo

Los microcontroladores de 8 bits
de Microchip ofrecen tres modos de
bajo consumo (sleep), denominados
Idle, Standby y Power-Down, asi como
el modo Standby Configurable en
el que se pueden conectar o desco-
nectar los periféricos. Con todos los
periféricos desconectados y el modo
Power-Down, el AVR-DB solo consu-
me 700nA, por lo que es ideal para
asegurar una larga autonomia de la
bateria en aplicaciones de nodos en
el borde para deteccién remota de
bajo consumo.

El usuario puede utilizar el AVR
Event System para enviar sefales entre
periféricos sin activar la CPU. Como
resultado de ello se obtienen unos
tiempos de respuesta predecibles en-
tre periféricos, y por tanto un control y
una interacciéon de forma auténoma,
asi como sincronizar las acciones de
los periféricos.

Los CIP integrados también estan
muy interconectados, de manera
que las sefales se pueden enviar di-
rectamente entre periféricos, lo cual
simplifica mucho la transferencia de
datos entre periféricos con el fin de
consumir mucha menos energia que
en un disefio basado en software.

Tamano fisico

La gama de microcontroladores
PIC y AVR de 8 bits de Microchip se
suministra en diversos encapsulados
para cubrir las necesidades de dise-
Ao, como PDIP, SOIC, SSOP, VQFN y
TQFP. Esto proporciona flexibilidad al
desarrollar el disefio final de la placa
de circuito impreso. No obstante, hay
gue tener en cuenta que la corriente
méxima del microcontrolador puede
verse limitada por las caracteristicas
de disipacién de potencia del encap-
sulado del dispositivo.

Seguridad

Durante los Ultimos afos ha ha-
bido una tendencia de nodos de
sensores que realizan todo su pro-
cesamiento en la nube a nodos en
el borde que llevan a cabo la mayor
parte de su procesamiento a nivel
local antes de enviar los resultados
a la nube. Esto disminuye los costes
que conllevan los servicios en la nube
al reducir las frecuentes transferencias
de datos bidireccionales y el procesa-
miento computacional, asi como el
mayor consumo en el nodo del sensor
debido a las frecuentes transferencias
de més datos por el envio de datos
sin procesar a la nube.

Los disefadores de sistemas
embebidos pueden recurrir a un
microcontrolador de 8 bits de bajo
consumo que se utilizar para esta-
blecer una conexién directa con los
sensores, mientras que un dispositivo
més potente de 16 o 32 bits puede
servir para proporcionar la mayor car-
ga computacional y la mayor memo-
ria que exigen unas comunicaciones
mas complejas y seguras.

Al reducir el nimero total de trans-
ferencias de datos entre el nodo del
bordey el servicio en la nube pueden
disminuir significativamente tanto
los costes de la nube como el uso
de la bateria. Ademas, al aprovechar
un segundo microcontrolador mas
potente en su disefio, los ingenieros
pueden incluso introducir aprendizaje
automatico en el borde, haciendo
asi que el disefio de su sistema sea
mucho més potente para desvelar
patrones en los datos y obtener in-
formacién util.

Los disefiadores también pueden
aprovechar los elementos seguros de
Microchip, como el ATEC608B que
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utiliza la autentificacion verificada por
firma de ECDSA (Elliptic Curve Digital
Signature Algorithm) para el mercado
loT (Internet de las Cosas), por lo
que es ideal para nodos de sensores
robustos en el borde.

Herramientas de
software faciles de usar
que ayudan a reducir
los costes de desarrollo

Los periféricos integrados permi-
ten al usuario reducir la complejidad
del disefio de su placa de circuito
impreso, de modo que ahorran una
superficie valiosa y disminuyen el
numero total de componentes en su
lista de materiales.

Esto se ve aun mas simplificado
con herramientas gréaficas de software
como MCC/Melody y Harmony para
configurar los periféricos y el sistema.
Estas herramientas se pueden instalar
y ejecutar con rapidez ya que ofrecen
una vista de alto nivel de las funciones
del microcontroladory los periféricos.
Esto significa que el usuario puede re-
ducir significativamente el tiempo que
destina a estudiar las fichas técnicas
de sus microcontroladores. Es ideal
para los disenadores cuando evaltan
las caracteristicas de periféricos nue-
vos 0 con los que quizas no estadn muy
familiarizados, y genera cédigo que se
puede usar en producciéon o como re-
ferencia préactica para quienes quieren
desarrollar sus propios drivers.

Todos los microcontroladores y
microprocesadores ofrecidos por
Microchip se pueden programar
por medio de MPLABX IDE, que se
ejecuta en Windows, MacOS y Linux
con nuestra gama de compiladores,
como XC8, XC16y XC32. El disefiador
puede depurar su aplicacién sin salir
del IDE y puede usar Data Visualizer
para conectarse a la interfaz DGI (Data
Gateway Interface) y puertos serie,
asf como para extraer informacion
en una terminal o generar un gréfico
con los valores de los datos a lo largo
del tiempo. También se puede usar
Data Visualizer con Power Debugger
de Microchip, que tiene dos canales
de medida independientes y puede
suministrar hasta 100mA entre 1,6V
y 5,5V para alimentar el dispositivo y
medir a partir de T00nA en el canal
de alta resolucién. Esto hace que el
Power Debugger sea ideal para opti-
mizar aplicaciones de bajo consumo
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Figura 1. Kit Window de MPLABX IDE para Curiosity Nano con enlaces externos y archivos

de diseno.

alimentadas por bateria durante afos.

Se pueden consultar la ficha téc-
nica del dispositivo y otra documen-
tacion util a través de la Kit Window
de MPLABX. Cada ficha técnica cubre
una familia de dispositivos, lo cual
permite comparar los dispositivos de
una familia con el fin de identificar
aquellos que cumplan mejor los requi-
sitos del disefo. Entre estos requisitos
se hallan la memoria, la RAM, el tipo
y el nimero de periféricos, incluidos
los protocolos serie admitidos y las
CLC (Configurable Logic Cells). Si
se emplea una tarjeta de desarrollo
PIC o AVR Curiosity Nano, el usuario
también puede acceder a la guia de
usuario de Curiosity Nano, ejemplos
de cédigo en GitHub, esquemas y
archivos de proyectos Altium desde
la Kit Window.

Herramientas de
hardware faciles de
usar para programacion
v depuracién

Microchip ofrece varias herra-
mientas de hardware para evaluar un
microcontrolador, como las tarjetas
de desarrollo Curiosity Nano, que se
pueden utilizar con la tarjeta Curiosity
Nano Base para facilitar el uso de

cualquier tarjeta hija por medio de z6-
calos MikroBUS. Todo esto simplifica
mucho el desarrollo de un prototipo o
de una prueba de concepto. Cuando
el disefador empieza a desarrollar
una placa de circuito impreso a
medida para su aplicacion, puede
programar y depurar su aplicacion
con el programador depurador PICKit.

Conclusion

Gracias a la gama de microcontro-
ladores de 8 bits PICy AVR de Micro-
chip, los ingenieros de sistemas em-
bebidos pueden desarrollar nodos ro-
bustos de sensores de bajo consumo,
con mas facilidad y rapidez que nunca
y asumiendo menos compromisos.
Los disefiadores pueden aprovechar
un potente conjunto de periféricos
CIP (Core Independent Peripherals),
incluida la creaciéon de periféricos a
medida, asi como utilizar funciones
de hardware que hasta ahora habian
exigido CPU de alto consumo, todo
ello permaneciendo en un modo de
bajo consumo (sleep). Con los micro-
controladores PIC y AVR, Microchip
hace que el desarrollo de nodos con
deteccién remota, conectados a la
nube y con aprendizaje automatico
sea mas facil que nunca. @
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Vehiculo eléctrico

Infraestructuras de carga de VE - EI
contador de CC de LEM permite que
los fabricantes de estaciones de carga
rapicda aceleren su despliegue

71N
www.lem.com

Autor: Mathieu
Beguin, Global Product
Manager de LEM

El transporte representé mas del
20% de las emisiones globales de CO2
en 2020y el 17% de todas las emisiones
de gases de efecto invernadero (segln
Statista), por lo que la descarbonizacién
es esencial en este sector. No obstante,
el enorme reto que afrontan quienes
trabajan en el mercado del transporte,
y en concreto los suministradores, con-
siste en facilitar un mayor uso de los
vehiculos eléctricos (VE) y ofrecer a los
usuarios finales una experiencia similar
ala de una gasolinera. Su adopcién solo
aumentara en linea con los planes glo-
bales si el cambio hacia los VE se realiza
de una manera tan gradual y sencilla
como sea posible.

Deloitte prevé que en 2030 se ven-
derdn mas de 30 millones de VE en
todo el mundo y EE.UU. representara
el 14% del mercado mundial de VE (Eu-
ropa 27% y China 49%). Sin embargo,
aunque se siguen produciendo avances
en la tecnologfa de la bateria dentro de
este sector, existe un factor importante
que frena su expansion: la disponibilidad
de una potente infraestructura de carga.
Las estaciones de carga no solo han
de ser facilmente accesibles sino que
también deben ser capaces de cargar los
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vehiculos en el menor tiempo posible y
permitir que los VE recorran la maxima
distancia entre “repostajes”.

Otro aspecto es cdmo pueden ase-
gurar a quienes desarrollan la infraes-
tructura de carga que se cobra a los
usuarios de forma justa y exacta. Dicho
de otro modo, las estaciones de carga
han de ser numerosas, rapidas, fiables,
seguras, econdmicas e inteligentes.

Contadores de energia
de alta tecnologia

LEM est4 trabajando para hacer que
todo esto sea posible y para ello ha esta-
do suministrando componentes destina-
dos a estaciones de carga de vehiculos
eléctricos (ECVE) de toda Europa desde
2020. La compafiia apoya activamente
en la actualidad a los actores clave en el
sector del transporte eléctrico de EE.UU.
suministrandoles contadores de energia
de alta tecnologia que permitirdn am-
pliar la infraestructura de carga de VE
en Norteamérica y cubrir la demanda.

Existen dos métodos principales
para alimentar un VE: cargadores de
corriente alterna (CA) y cargadores de
corriente continua (CC). Los cargadores
de CA, también denominados de Modo
3 (nivel 2), son la solucién de carga mas
comun en el mercado y permiten cargar
un vehiculo directamente a través de
una toma de corriente doméstica de
tipo convencional o de una unidad de
carga basada en la comunidad. Entre las
ventajas de la tecnologia de carga CA se
encuentran su precio asequible (debido
a que su arquitectura eléctrica es menos
compleja), pequeiio tamafo y porta-
bilidad. No obstante, también tiene
inconvenientes como sus limitaciones en
la potencia entregada ya que los carga-
dores de CA solo pueden proporcionar
entre 3,7kW y 44kW, y la potencia de
carga se ve limitada por la potencia
de la conversion que tiene lugar en el

My I_EM El contador DCBM 400,/600 certificado en EE.UU. lleva la carga rapida de VE a otro nivel
Z, I\:

cargador a bordo (on-board charger,
OBC) del VE. Dado que las baterias del
VE se han de cargar con una corriente
CC es preciso instalar un inversor CA/
CC en todos los vehiculos para efectuar
la conversion necesaria y esto puede
significar que los tiempos de carga del
VE sean de 2 a 12 horas.

Esto no ocurre con los cargadores de
CC, también denominados de Modo 4
(nivel 3) o los dispositivos de carga rapi-
da de CC (direct current fast charging,
DCFQ). Los cargadores de CC, que sumi-
nistran 600V con una corriente maxima
de 400A, ofrecen la ventaja de convertir
la CA de la red en CC antes de entregarla
al VE, lo cual significa que la bateria se
puede cargar directamente, se evita el
OBCYy el inversor deja de ser necesario.
El DCFC funciona con potencias desde
25kW hasta méas de 350kW, por lo que
la sesién de carga de un VE se puede
llegar a reducir hasta tan solo 15 minu-
tos. No obstante, si bien este método
puede aumentar la potencia de carga
hasta 400kW, la etapa de conversion
genera pérdidas de potencia que no son
pagadas por el usuario final.

Facturacién precisa y
justa de la energia

¢{Cémo pueden garantizar los pro-
veedores de EVCS que la facturacién
de los cargadores de CC se ha llevado
a cabo con la exactitud adecuada? La
respuesta consiste en usar un contador
eléctrico tras la etapa de conversién que
monitorizara cantidad exacta de energia
que es transferida al VE y que permitira
la facturacion correcta de CC.

La solucién desarrollada por LEM,
compafia especializada en medidas de
energia desde hace 50 afios y pionera en
contadores avanzados para infraestruc-
turas de carga es el contactor inteligente
y compacto DCBM (Direct Current Billing
Meter), una solucién plug-and-play en
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cuyo disefio se han tenido en cuenta la
seguridad de los datos, la electromovi-
lidad, la digitalizacion y la flexibilidad.

El DCBM 400/600 es el modelo méas
nuevo y ha sido creado para ayudar a
los responsables del funcionamiento y
la modernizacion de estaciones de carga
de VE a aprovechar las ventajas de la
carga rdpida de CC, ofrece un rango de
medida de potencia de 25kW a 600kW
y una pantalla LCD que muestra medi-
das en tiempo real, energfa, alarmas y
datos legales. Dado que cumple todas
las normas aplicables a los contado-
res y que utiliza protocolos de datos
estandarizados, el contador garantiza
la sequridad de las comunicaciones,
la facturaciéon auténtica, una facil co-
nectividad a servicios en la nube y un
proceso mas rapido de certificacién en
conformidad con las normativas sobre
metrologfa.

La certificacién UL para el nuevo
DCBM lo convierte en un componente
acreditado como UL para Canada y
Estados Unidos (la certificacién es en la
categoria FTRZ para aplicaciones en VE).
Aligual que todos los sensores vendidos
por LEM en el mercado estadounidense,
para obtener esta certificacién el DCBM
tuvo que superar una rigurosa inspec-
cion centrada en la seguridad eléctrica
y demostrar su funcionamiento a una
temperatura ambiente de hasta 70°C
(158°F). EI DCBM es exacto y correcto
en un rango de temperatura de -40°C a
+85°C (-40°F a +185°F).

La certificacion UL es
una garantia para los
fabricantes de ECVE

Ma4s concretamente, el contador
fue sometido a una serie de evalua-
ciones y pruebas relacionadas con las
conocidas normas UL 61010 y UL 810,
incluidas pruebas de aislamiento re-
forzado, ensayos de temperatura de
todos sus componentes y subconjuntos,
comprobacién de la proteccién frente a
descargas eléctricas, durabilidad de las
pruebas de marcado, pruebas de limites
de temperatura de los equipos y pruebas
de resistencia frente al riesgo de calor/
incendio.

Para los fabricantes de ECVE en el
mercado norteamericano, la certifica-
cién UL les reafirma la viabilidad del
DCBM y simplifica el proceso de homo-
logacion de su propia estacién de carga
de acuerdo con la certificacion UL, ace-
lerando asi el plazo de comercializacién
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de sus equipos. Para mayor tranquilidad,
se somete al contador a una nueva ins-
peccién con caracter trimestral.

Una caracteristica importante del
DCBM es su construccion de excelente
calidad. Aunque ya se han instalado
miles de contadores en el mercado eu-
ropeo de ECVE durante los Ultimos afos,
donde el producto tiene la certificaciéon
de Médulo By D, no se ha notificado
ningun problema. De hecho, los clientes
han indicado que la arquitectura en dos
piezas del dispositivo facilita y agiliza la
instalacién, incluso al modernizar esta-
ciones de carga de vehiculos eléctricos
ya existentes. La integracion resulta mas
sencilla, afirman, gracias al auténtico
disefio plug-and-play del dispositivo.

Facil de desplegar e
integrar

El DCBM 400/600 es desde luego un
producto para el siglo XXI, con una co-
nectividad avanzada gracias a su capa-
cidad de comunicacién por Ethernet. Su
compatibilidad con el protocolo HTTP/
REST y la sincronizacién NTP (Network
Time Protocol) simplifican el desplie-
gue y la integracion del dispositivo en
estaciones de carga de muy diverso
tipo. También se puede utilizar en apli-
caciones a largo plazo ya que el DCBM
400/600 es bidireccional, lo cual asegu-
ra su compatibilidad con V2G (vehicle-
to-grid) y V2X (vehicle-to-everything) de
acuerdo con la norma 1SO 15118.

Ademas de ofrecer una total trans-
parencia de los datos de facturacién a
los usuarios, el contador de LEM para
ECVE integra conjuntos de datos de
facturacién firmados segun el protocolo
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OCMF (Open Charge Metering Format).
El OCMF permite manejar los datos de
facturacién con un nivel extremadamen-
te alto de seguridad y una interoperabi-
lidad total para operadores de servicios
en la nube que utilicen el formato OCPP
(Open Charge Point Protocol). Si bien no
ha sido adoptado de manera generali-
zada en EE.UU., OCPP es un importante
protocolo de aplicacién para comunica-
ciones entre una ECVE y un sistema de
gestién central.

Otras caracteristicas del DCBM
400/600 son un cable para transmisién
de datos disponible entre 30cmy 3,5m,
con un rango de funcionamiento de
150V CC a 1000V CC, terminales de
corriente anchos y robustos compatibles
con barras colectoras, un rango de la
alimentacién auxiliar de +12V CC a
+48V CC, carril DIN de 35mm y mon-
taje atornillado, asi como una carcasa
con proteccion IP20.

Aunqgue es una buena noticia que
productos como el DCBM 400/600 de
LEM recorran un largo camino hasta
incrementar la adopcion de los vehi-
culos eléctricos mejorando el acceso a
dispositivos de carga rapida, el mercado
necesita destinar esfuerzos sustanciales
para asegurar que el crecimiento en este
sector no desfallezca tras siete afos de
expansion. Deloitte sefiala en su andlisis
del mercado de VE: “Mas alla de 2030,
uno de los principales factores para
gue el crecimiento sea sostenido sera
la implementacién de la infraestructura
de carga adecuada”. LEM es consciente
de elloy colabora estrechamente con los
fabricantes de ECVE para seguir pisando
el acelerador cuando mas se necesite
avanzar. @
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El uso de sistemas de iluminacion
LED con controles inaldmbricos en
entornos de ciudades inteligentes
e Industria 4.0 es cada vez més fre-
cuente porque aporta multiples ven-
tajas, como menores costos energé-
ticos (y la correspondiente reduccién
de las emisiones de carbono), niveles
de iluminacion controlables y meno-
res costes de mantenimiento gracias
a la mayor fiabilidad y vida util de
las luminarias LED. Para ser mas efi-
caces, estos sistemas de iluminaciéon
LED necesitan un controlador de ilu-
minacién con varios modos de fun-
cionamiento, funciones de deteccion
y proteccién, ademas de una alta
eficiencia y un amplio rango de vol-
taje de funcionamiento de 90 a 300
voltios de corriente alterna (VCA),
junto con un alto factor de potencia
(PF) y una baja distorsion armoénica
total (THD). Ademas, se necesitan un
microcontrolador (MCU), un concen-
trador de datos y un transceptor ina-
lambrico para completar el sistema.
Disefiar un sistema inalambrico de
control de la iluminacién LED desde
cero es una tarea multidisciplinar
que conlleva un importante nivel de
riesgo y puede retrasar el tiempo de
comercializacion.

En su lugar, los disenadores pue-
den utilizar plataformas de desarro-
llo de control de la iluminacién LED
conectadas y predisefiadas. Estas
plataformas son muy eficientes des-
de el punto de vista energético, con
una alta FP, y cuentan con completos
controles inaldmbricos (encendido/
apagado, atenuacion y otros modos)
y multiples canales LED controlados
de forma independiente que pro-
porcionan la maxima flexibilidad de
diseno.

Incluyen médulos de comunica-
ciones inaldmbricas compatibles con
protocolos como Bluetooth de baja
energia (BLE), Zigbee y 6LoWPAN.
Ademas, cuentan con el apoyo de
entornos de desarrollo que incluyen
firmware personalizable, RTOS libre
y diversos casos de uso.

Este articulo comienza repasan-
do el funcionamiento basico de los
LED y la construccion de las lumina-
rias, ademas de los pardmetros para
medir la eficiencia de los LED y las
luminarias. Analiza el uso de deriva-
ciones para maximizar la fiabilidad y
el rendimiento de las luminarias en
aplicaciones de ciudades inteligen-
tes e Industria 4.0. A continuacién,
presenta las plataformas de desa-
rrollo de accionamiento y control
de la iluminaciéon LED conectada, y
los componentes relacionados, de
STMicroelectronics y onsemi, junto
con las consideraciones de disefio e
implantacion.

El control inteligente de la ilumi-
nacion LED comienza con el control
de la interaccion entre los LED de
cada cadena para optimizar el ren-
dimiento de la luminaria. También
incluye la conversion inteligente de
energia y se extiende al control ina-
ldmbrico de multiples luminarias,
incluyendo tanto el hardware como
el software, para maximizar el ren-
dimiento del alumbrado publico y
las redes de iluminaciéon industrial.

Una luminaria LED tipica incluye
varios LED en serie en una o varias
cadenas. Cada LED necesita una ten-
sién de accionamiento de unos 3.5
V. Una cadena suele contener de
10 a 30 ledes y funciona con una
alimentacion de 40 a 100 V, consu-
miendo entre 0.35 y 1.0 amperios

(A) de corriente, dependiendo de la
luminosidad de cada LED (Figura 1).

La luminosidad de las fuentes de
luz se cuantifica en limenes (Im) que
miden la luminosidad aparente para
el ojo humano y tienen en cuenta
la sensibilidad del ojo a las distintas
longitudes de onda de la luz visible.
La eficiencia con la que una fuente
de luz produce limenes se llama
eficacia y se mide en limenes por
vatio (Im/W). Los LEDs tienen una
mayor eficacia que otras tecnologias
de iluminacién habituales. Sin em-
bargo, no todos los ledes son igual
de eficientes, y algunos tienen efi-
ciencias significativamente mayores
que otros. Ademas, un determinado
LED puede producir mas luz si se le
aplica mas corriente.

Los ledes son mas fiables que
otras tecnologias de iluminacién,
pero no son perfectos. Los ledes
pueden fallar, sobre todo si se les
da un fuerte impulso en una lumi-
naria de alto rendimiento, como las
utilizadas en el alumbrado publico y
la iluminacién industrial. El fallo del
LED puede ser un cortocircuito o un
circuito abierto. Si un LED de una
cadena falla en una condicién de
cortocircuito, se apaga, pero el res-
to de los ledes de la cadena siguen
funcionando. La corriente continla
fluyendo a través del LED en corto-
circuito, calentandolo hasta el punto
de que puede convertirse en un cir-

Figura 1. Dos cadenas de 16 ledes cada una para su uso en luminarias inteligentes. (Fuente

de la imagen: onsemi).

REE = Marzo 2023


https://www.digikey.es

LED Lighting en smart cities

Figura 2. Sin derivaciones, el fallo de un solo
quierda). Con las derivaciones en derivacion,

LED provoca la pérdida de toda la cadena (iz-
solo se apaga el LED que ha fallado, y el resto

de los ledes de la cadena siguen funcionando (derecha). (Fuente de la imagen: onsemi).

cuito abierto, haciendo que toda la
cadena se oscurezca.

LEDs de derivacion

Los disenadores de luminarias LED
se enfrentan al reto de ofrecer mas
[tmenes en luminarias méas peque-
fas. Esto requiere a menudo que los
ledes funcionen a temperaturas mas
altas durante perfodos prolongados

Figura 3. Existen derivaciones de ledes (dentro de los recuadros punteados) que pueden derivar

y puede dar lugar a fallos en los le-
des. En particular, se espera que las
luminarias del alumbrado publico
tengan una vida Gtil de hasta 15
afnos. Las derivaciones pueden ayu-
dar a conciliar las exigencias contra-
dictorias de una mayor temperatura
de funcionamiento y una mayor vida
util. Cuando un LED falla en estado
abierto, en lugar de que la cadena se
apague, la derivacion puentea el LED
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y mantiene la cadena funcionando
normalmente con sélo el LED fallado
apagado (Figura 2).

Existen derivaciones que pue-
den utilizarse para derivar uno o
dos ledes, en funcion de las nece-
sidades del disefio de la luminaria
(figura 3). La derivacion de cada
LED permite una caida minima de la
luminosidad si falla un LED, mien-
tras que la derivacion de dos ledes
reduce el nimero de derivaciones
a la mitad para soluciones méas sen-
sibles a los costos. Por ejemplo, el
NUD4700SNT1G de onsemi puede
utilizarse para puentear los ledes
individuales de una cadena, y se
reinicia automaticamente si el LED
vuelve a funcionar o se sustituye. El
LBPO1-0810B de STMicroelectronics
puede puentear 1 o 2 ledes, au-
mentando la flexibilidad del disefio
y reduciendo el nUmero de piezas. El
LBPO1-0810B también proporciona
proteccion contra sobretensiones
definidas en las normas IEC 61000-
4-2 y IEC 61000-4-5.

Alumbrado publico
inteligente

Los disefiadores de sistemas in-
teligentes de alumbrado publico
pueden recurrir a la placa STEVAL-
LLLOO6V1 de STMicroelectronics
para evaluar las opciones de ilumi-
naciéon LED de alta potencia (Figura
4). El controlador de iluminacién
LED HVLEDOOTA integrado incluye
varios modos de funcionamiento,
mecanismos de deteccién y protec-
cién, y produce un convertidor de
potencia inteligente y eficiente uti-
lizando MOSFET STP21N9OKS5. Este
controlador led utiliza el Cl conver-
tidor de alta tensién fuera de linea
VIPERO12LSTR para proporcionar
una salida de 60 a 110 V de corrien-
te continua (CC) con una corriente
constante de 0.7 A. Para satisfacer
las necesidades de las aplicaciones
de alumbrado publico inteligente,
el controlador tiene un rango de
entrada de 90 a 300 VCA, un FP
superior a 0.97 y una THD inferior
al 15%. El modulo transceptor sub-1
GigaHertz (GHz) integrado SPSGRFC
puede utilizarse para recibir érdenes
de encendido, apagado y regulacién
y enviarlas al microcontrolador ST-
M32L071KZ integrado. Admite cinco
niveles de regulacion analdgica.
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Figura 4. La placa de desarrollo de iluminacién LED STEVAL-LLLOO6VT forma parte de una
plataforma que incluye la gestion de la energia y la conectividad inalambrica. (Fuente de la

imagen: STMicroelectronics).

Herramientas de
desarrollo

Para acelerar el proceso de de-
sarrollo y destacar la funcionalidad
de la placa de evaluacién STEVAL-
LLLOO6V1, se dispone de una unidad
concentradora de datos (DCU) y una
aplicacion mévil Android. La DCU es
un entorno de evaluacion integra-
do construido sobre la plataforma
NUCLEO-F401RE. STMicroelectronics

Blustooth Low Encrgy

Figura 5. El kit basico de desarrollo incluye un controlador led doble,
una cadena led doble, una fuente de alimentacion CA/CC y un médulo
de conectividad BLE. (Fuente de la imagen: onsemi).
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también ofrece su aplicacion movil
6LOWPAN Smart Streetlight, que
puede utilizarse para formar una
malla de controladores inteligentes
de alumbrado publico y evaluar la
funcionalidad de la red.

lluminacién LED
industrial

Las soluciones industriales de ilu-
minacién LED conectadas pueden
ser prototipadas utilizando la pla-
taforma de iluminaciéon conectada
LIGHTING-1-GEVK de onsemi. Esta
plataforma de desarrollo cuenta con
control inaldmbrico, la posibilidad
de utilizar una fuente de alimenta-
cion de CA/CC fuera de linea o una
fuente de alimentacion por Ethernet
(PoE) opcional, un médulo LED y un
modulo controlador LED, ademas de
un médulo de conectividad BLE para
unirlo todo.

Las opciones de control disponi-
bles incluyen el uso de la aplicacién
movil RSL10 Sense and Control de
onsemi o un cliente web. Esta pla-
taforma de desarrollo incluye un
RTOS gratuito, un CMSIS-Pack con
firmware personalizable y varios ca-
sos de uso para empezar a explorar
el uso de soluciones de iluminacién
LED industrial conectadas.

El kit basico LIGHTING-1-GEVK
incluye un controlador led doble,
una placa de ledes con dos cadenas
de ledes, una fuente de alimentacién
CA/CCy un moédulo de comunicacio-

nes BLE (figura 5). Hay un médulo de

alimentacién Po E disponible por se-

parado que puede suministrar hasta

90 W. Algunas especificaciones clave

de las distintas placas del kit son:

* Controlador LED doble: incluye
dos controladores LED FL7760
gue suministran hasta 25 W cada
uno con una eficiencia de hasta
el 96%, atenuacién de 4,000 pa-
sos hasta el 0.6%, datos de tele-
metria que incluyen mediciones
de corriente y voltaje para cada
controlador LED, y una cabecera
para el médulo MCU enchufable
que admite la conectividad ina-
ldmbrica.

* Placa de ledes: dos canales inde-
pendientes con 16 ledes en cada
canal. Uno de los canales tiene
ledes de 121 Im, y el otro canal
tiene ledes de 95 Im, para una
luminosidad total disponible de
7,000 Im.

¢ Fuente de alimentacién CA/CC:
incluye dos controladores de
flyback de regulacion del lado
primario FL7740 con PFC, funcio-
na en un rango de entrada de 90
a 270 VCA, produce una salida
de 70 W a 55 V para alimentar
la placa del controlador de LED,
con un FP superior a 0.99 y una
eficiencia superior al 91%.

¢ Modulo BLE: La plataforma de
iluminacion conectada utiliza tres
servicios BLE; el servicio de control
de la iluminaciéon utilizado por
los dispositivos conectados para
leer y cambiar el estado de los
LED de forma remota, el servi-
cio de telemetria utilizado por
los dispositivos conectados para
supervisar el voltaje y la corrien-
te en los controladores LED, y el
servicio de suministro de energia
PoE que proporciona informacion
sobre los limites de potencia PoE
impuestos al dispositivo por el
inyector de energia PoE.

Placas de expansion

Hay dos placas de expansién dis-
ponibles para el kit LIGHTING-1-GE-
VK, el interruptor BLE-SWITCHO0O1-
GEVB de recoleccién de energia, y
la placa multisensor MULTI-SENSE-
GEVB (Figura 6). El brillo del LED se
puede controlar con el interruptor
BLE. El brillo aumenta cuando se
mantiene pulsado el interruptor. La
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Figura 6. Hay dos placas de expansion disponibles para el kit LIGHTING-1-GEVK, un interruptor BLE y una placa multisensor (cuadro verde

superior). (Fuente de la imagen. onsemi).

intensidad de la luz se mantiene
constante cuando se suelta el in-
terruptor o cuando se alcanza la
maxima luminosidad. La luminosidad
se reduce pulsando el interruptor por
segunda vez. La placa multisensor
admite la creacién de prototipos de
sistemas que incluyen un sensor de
luz ambiental, sensores ambientales
o un sensor de movimiento inercial.

Opciones de diseno vy
despliegue

Las farolas LED y las luminarias
industriales aportan nuevas oportu-
nidades para replantear el disefio y el
despliegue de las redes de alumbra-
do. A diferencia de las tecnologias a
las que suelen sustituir, los LED son
regulables, lo que crea oportunida-
des para disefiar ciudades inteligen-
tes e instalaciones de la industria 4.0
inteligentes que integren diversos
factores como los patrones de trafi-
co/uso, la hora del dia e incluso un
conjunto de sensores para optimizar
los niveles de iluminacién segun sea
necesario.

En una ciudad inteligente, las redes
en malla inaldmbricas son una opcién
natural, pero en las instalaciones de la
Industria 4.0, el control puede imple-
mentarse con conectividad inaldmbri-
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ca o Ethernet. Ethernet tiene la ventaja
de suministrar tanto energia como
comunicaciones. En cualquiera de los
dos casos, se pueden integrar en las
luminarias sensores de temperatura,
humedad e incluso cdmaras, aumen-
tando su funcionalidad. Ademas, las
condiciones de funcionamiento de las
propias luminarias, como las tempera-
turas internas, los ledes en cortocircui-
to o abiertos, y otros factores, pueden
supervisarse para ayudar a programar
el mantenimiento preventivo y reducir
los costes de funcionamiento.

Resumen

Como se ha demostrado, el disefio
de un sistema de iluminacién LED

conectado fiable y eficiente comienza
con el disefio de las luminarias. Los
ledes deben seleccionarse para pro-
porcionar el nivel 6ptimo de limenes,
y el uso de derivaciones puede mejorar
significativamente la fiabilidad vy el
rendimiento de la luminaria. El uso
de la iluminacién LED conectada por
cable o inaldmbrica en las ciudades
inteligentes, y en las instalaciones de
la industria 4.0 puede reducir el man-
tenimiento continuo y los costes ope-
rativos, ademas de reducir el consumo
de energfa.

Existen completas plataformas de
desarrollo que ayudan a acelerar el
disefio y la implantacion de solucio-
nes de iluminacién LED conectadas e
inteligentes. M
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Superacion de los retos de alimentacion
de equipos ferroviarios con convertidores
DC-DC modulares de entrada ancha
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Los convertidores DC-DC utilizados
en aplicaciones ferroviarias de a bor-
do deben cumplir exigentes especifi-
caciones ambientales y de suministro
eléctrico. La adopcién generalizada
del Sistema Europeo de Control de
Trenes (ETCS) en el corazén del Sis-
tema Europeo de Gestion del Tréfico
Ferroviario (ERTMS) esté establecien-
do nuevos y més estrictos requisitos
para los dispositivos de conversion de
potencia. En este articulo, Christian
Jonglas, de GAIA Converter, examina
cdmo las Ultimas arquitecturas de ali-
mentacién DC-DC pueden satisfacer
las necesidades de una infraestruc-
tura ferroviaria en rapida evolucion.

Se estan realizando importantes
inversiones en material rodante ferro-
viario, tanto para nuevas construccio-
nes como para actualizar los activos
existentes. Esto responde a la necesi-
dad de reducir la huella de carbono al
tiempo que se aumenta la seguridad,
la capacidad y la interoperabilidad del
material rodante a través de las fron-
teras. Por ejemplo, en Europa, la tran-
sicién en curso hacia un Unico sistema
europeo de sefializacién y control
de la velocidad -el llamado Sistema

Europeo de Gestion del Trafico Fe-
rroviario (ERTMS)- estd ayudando a
maximizar la interoperabilidad de los
sistemas ferroviarios, aumentando la
velocidad, la capacidad y la sequridad
del transporte ferroviario.

Segun los analistas de Research
and Markets, el mercado mundial
del ferrocarril, incluidos pasajeros y
mercancias, pasara de unos 500.000
millones de dolares en 2022 a unos
846.000 millones en 2030. La elec-
trificacion de las redes es uno de los
dmbitos de expansion, reflejo del
abandono generalizado de la energia
procedente de combustibles fosiles.
Al mismo tiempo, se estan incor-
porando la supervisién remota de
las condiciones, la automatizacion
y las comunicaciones. Por ejemplo,
el Sistema Europeo de Control de
Trenes (ETCS), un sistema automatico
de proteccién de trenes (ATP) que
sustituye a los actuales sistemas ATP
nacionales, supervisa continuamen-
te el movimiento de los trenes para
maximizar la seguridad. Ademas, los
pasajeros esperan mas facilidades,
como infoentretenimiento y conecti-
vidad inaldmbrica.

La inversién en redes ferroviarias
se vera impulsada por el “Futuro Sis-
tema de Comunicaciones Méviles
Ferroviarias” (FRMCS). Este estandar
de comunicaciones digitales susti-
tuird al actual sistema GSM-R, que
estd teniendo éxito y con el que se
explotaran més de 200.000 km de
vias. Sin embargo, esté previsto que el
GSM-R deje de funcionar en 2030, lo
que impulsara el rpido desarrollo del
FRMCS, cuyo objetivo es convertirse
en la norma mundial.

En todos los entornos ferroviarios,
de pasajeros, de mercancias, sobre
y bajo tierra, se necesitan equipos
de conversién de energia para estas
funciones auxiliares, que a menudo
serdn criticas para la seguridad, por
lo que los equipos deben funcionar
de forma fiable en un entorno hostil.

El reto de los equipos de
conversion de energia
ferroviaria

Histéricamente, el material rodan-
te de todos los mercados ha teni-
do multiples valores nominales de
tensién de bateria del sistema para
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Figura 1. Distintas tensiones nominales, caidas y sobretensiones de [os railes.
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los equipos auxiliares, desde 24VDC
hasta 110VDC, con variaciones y to-
lerancias que también dependen de
la geografia. La norma europea EN
50155 se utiliza habitualmente, junto
con la norma francesa NF-F 01-510,
gue tiene algunas variaciones, mien-
tras que siguen existiendo normas
mas antiguas como la RIA12, origi-
naria del Reino Unido. En EE.UU., las
tolerancias de los railes de 24 V'y 72
V vuelven a ser diferentes. La figura
1 muestra una seleccion de tensiones
nominales observadas, sus tolerancias
estaticas, caidas y sobretensiones.

Una especificacion dificil de cum-
plir es el requisito de RIA12 de sopor-
tar 3,5 veces la tensiéon nominal, o
385V en sistemas de 110 VCC duran-
te 20 ms, a partir de una impedancia
de fuente relativamente baja de 0,2
ohmios. Un varistor o un Transor-
bTM no pueden sujetar esto debido
a la energia que habria que disipar,
por lo que debe regularse dentro del
rango de tension de trabajo normal
del equipo. Ademas de las sobreten-
siones de alta energia enumeradas,
existen perturbaciones rapidas de alta
tension pero baja energia, tal y como
se definen en la norma de compati-
bilidad CEM ferroviaria EN 50121-3-
2, que hace referencia a la serie de
normas de la “Directiva CEM”, IEC
61000-4. Por ejemplo, +/-2 kV con
una forma de onda de subida/caida
de 5/50 ns con una frecuencia de
repeticion de 5 kHz debe soportarse
sin interrupciéon del funcionamiento
ni dafios.

Segun la norma EN 50155, pue-
den producirse interrupciones com-
pletas del suministro en el otro ex-
tremo de la escala, clasificadas como
S1, S2 y S3, las mas graves, con una
pérdida de 20 ms del suministro y sin
gue se permita la degradacion del
rendimiento. Se supone que estas
interrupciones estan causadas por
cortocircuitos momentaneos en la
alimentacién, por lo que cualquier
convertidor de potencia debe dis-
poner de proteccion para evitar el
flujo inverso de corriente de entrada.
También puede ser necesario que los
equipos continden sin interrupcion
en condiciones de “cambio de sumi-
nistro”, por ejemplo, entre fuentes de
alimentacién redundantes, cuando el
suministro estd momentaneamente
en circuito abierto. En este caso, se
definen dos clases: C1, una interrup-
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cion de 100 ms a partir del 60% de
la tensidon nominal sin ningun efec-
to, y C2, una interrupcién de 30 ms
a partir de la tensién nominal con
cierta degradacién del rendimiento
permitida.

También se aplican normas a las
emisiones de RF radiadas y conduci-
das, identificadas en las normas EN
50121-3, -4y -5.

Los distintos niveles de inmunidad
y la respuesta permitida de los equi-
pos a sobretensiones, transitorios,
caldas e interrupciones dependen de
la funcién del equipo final. Por ejem-
plo, seran diferentes en el caso del
infoentretenimiento que en el de la
sefalizacién critica para la seguridad.

El entorno mecanico
también es severo

El material rodante tiene varios
entornos en los que pueden instalarse
equipos eléctricos. Estas ubicaciones
se clasifican desde la 1, la mas be-
nigna, normalmente dentro de los
compartimentos de pasajeros, hasta
la clase 7, que podria estar monta-
da sobre ejes, experimentando altos
niveles de choque, vibracién, agua y
contaminacion por suciedad, polvo
de frenos, combustibles y fluidos en
general.

Afortunadamente, la mayoria de
los equipos electrénicos auxiliares
gue requieren convertidores de po-
tencia DC-DC se montan en el inte-
rior, principalmente en ubicaciones
protegidas de la intemperie de las
clases 1-3. Estas serfan el grado de
contaminacién (PD) 2 y 3 segun la
norma EN 50124-1y la categoria 1B
para vibraciones y choques segun
la norma EN 61373. Ademas, exis-
ten clases de temperatura del aire
ambiente de funcionamiento para
los equipos, desde OT1, de -25°C a
+55°C, hasta OT6, de -40°C a +85°C.
También pueden producirse cambios
rapidos de temperatura, por ejemplo,
al atravesar tuneles, con una altera-
cion prevista de +/-3°C por segundo.

Por supuesto, ademas de cumplir
las exigentes especificaciones eléctri-
cas y medioambientales, los conver-
tidores de potencia en aplicaciones
ferroviarias deben ser fiables y tener
una larga vida util para garantizar
el menor coste durante su vida util
y el minimo tiempo de inactividad.
También es esencial garantizar la con-

tinuidad del suministro durante maés
de diez afos.

Convertidores para
aplicaciones ferroviarias

Dadas las especificaciones tipicas
de los railes, las piezas comerciales
“estandar” rara vez son una bue-
na soluciéon. Aunque los productos
COTS o “Commercial Off-The-Shelf”
pueden cumplir determinados para-
metros de rendimiento, lo normal es
que no tengan garantfa de asistencia
alargo plazo y que se necesiten varias
piezas para distintas aplicaciones fe-
rroviarias. Muchos de los productos
disponibles también tienen un grado
de aislamiento limitado, quizas sélo
funcional, mientras que a menudo se
requieren grados superiores, basicos
o reforzados. Las piezas COT tam-
bién suelen requerir amplios circuitos
de soporte para cumplir las espe-
cificaciones de CEM y variacién de
suministro, lo que consume espacio
y aumenta los costes de los compo-
nentes y el montaje.

Las dificultades para cumplir una
especificacién general de los converti-
dores DC-DC para la aplicacién varian
en funcién de la potencia; los filtros
CEM son mas grandes y complejos a
medida que aumenta la potencia, los
condensadores de retencién durante
las caidas e interrupciones son mas
grandes y conseguir un amplio ran-
go de entrada es mas dificil a mayor
potencia, ya que los convertidores
tienen que soportar una gran tensién
de corriente a tensiones de entrada
bajas. Al mismo tiempo, los compo-
nentes tienen que estar dimensiona-
dos para la tension de entrada mas
alta, lo que obliga a hacer concesio-
nes en coste y eficiencia. El resultado
ha sido que los convertidores DC-DC
con el amplio rango de entrada, la
compatibilidad electromagnética y el
rendimiento medioambiental ideales
s6lo han estado disponibles a muy
baja potencia o han sido volumino-
sos e ineficaces a niveles de potencia
mas altos.

Cada vez hay mas
convertidores DC-DC
optimizados para railes

Recientemente se han comerciali-
zado productos que utilizan topolo-
gias de conversion innovadoras que
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Figura 2. Un convertidor DC-DC de 80 W optimizado para carril con un
rango de entrada continua de 12 V/CC - 160 VCC.

han permitido aumentar la potencia
nominal de los convertidores DC-DC
montados en placa, manteniendo un
formato muy compacto y cumplien-
do las especificaciones de carril con
una alta eficiencia. Por ejemplo, 80
W en un encapsulado de sélo 50 x 44
x 12,9 mm, (Figura 2), con un rango
de entrada ultraamplio de 12 VCC
a 160 VCC/176 VCC de pico (60 W
nominales por debajo de 36 VCC de
entrada) con aislamiento reforzado.

Como puede verse en la Figura 1,
este rango de entrada cubre todas
las tolerancias estaticas de entrada
normales de 24VDC a 110VDC no-
minales, junto con los transitorios de
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un segundo definidos en EN 50155
y RIA12 a 154VDC y 165VDC, res-
pectivamente. También se cubre el
transitorio de 100 ms a 176 VCC
definido en la norma NF-F 01-510.
En el extremo inferior, las caidas de
tensién de 100 ms en todas las nor-
mas hasta un minimo de 12 VCC
también estan dentro del rango del
convertidor.

Este producto en particular tiene
una temperatura nominal de -40°C a
+105°C, es adecuado para cualquier
aplicaciéon ferroviaria y estd encap-
sulado para soportar condiciones
ambientales adversas. El MTBF y la
vida Util citados son muy elevados
(normalmente por encima de 1000
khrs segiin Mil HDBK 217F GB, don-
de la cifra habitual suele ser de 300
a 500 khrs para la misma condicién
estandar), con la ayuda de la reali-
mentacién magnética, lo que evita
los optoacopladores y sus problemas
de degradacion a largo plazo.

Los mdédulos de
preacondicionamiento
gestionan las
sobretensiones mas
elevadas y anaden otras
ventajas

En las aplicaciones ferroviarias
no siempre es necesario cumplir los
requisitos de sobretensiones de 3,5
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Figura 3. Esquema del circuito de preacondicionamiento para cumplir las especificaciones ferroviarias disponible como

maédulo.
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veces la tensién nominal segun la
norma RIA12, por lo que lo mejor
es utilizar una etapa opcional de
“preacondicionamiento” que sue-
le regular la tension por debajo de
160 VCC. Gaia Converter ofrece esta
etapa en forma de médulo para sus
convertidores DC-DC de 80 W, 40
W'y 20 W, con proteccién integrada
contra polaridad/corriente inversa y
filtrado para inmunidad a los tran-
sitorios rapidos de alimentacién y a
las emisiones conducidas generadas
por el convertidor DC-DC.

El médulo también cuenta con
una novedosa disposicién en la que
un pequeno convertidor elevador
mantiene un condensador a una
tensién alta constante, sea cual sea el
rail de DC de entrada, hasta 12VDC.
Si se produce una interrupcion del
suministro, el condensador se conec-
ta a la entrada del convertidor DC-DC
para mantener la tensién. Como la
energia se almacena a alta tension
y el condensador puede descargarse
hasta 12 VCC antes de que caiga el
convertidor DC-DC, sélo se necesi-
ta un condensador relativamente
pequefio conectado externamente
para cumplir la especificacién de
interrupcién de 20 ms de la norma
EN 50155 Clase S3.

El médulo tiene unas dimensiones
de 48,5 x 40,7 x 12,7 mm. Inclu-
ye una entrada de habilitacion, un
indicador de fallo, arranque suave,
desconexién por sobretemperatura 'y
el circuito limitador de sobretensién
de proteccién contra sobrecargas. En
la Figura 3 se muestra un esquema.

Una solucién segura

El uso del enfoque modular para
la conversién DC-DC para carril con
una unidad de preacondicionamien-
to opcional es una solucién de alto
rendimiento, compacta, versatil y se-
gura para cumplir las normas actua-
les, con una Unica pieza que cubre
multiples aplicaciones de rango de
entrada, lo que reduce los costes de
adquisicién y almacenamiento. Gaia
Converter es un fabricante con afos
de experiencia en productos de con-
versién de potencia de alta fiabilidad
y comprometido con la continuidad
del suministro garantizando a los
disefiadores de sistemas soluciones
globales que respondan a todas sus
necesidades. M
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» Tasa de transferencia hasta 1Mbps

» Comunicacién con cualquier red CAN: Desde automocion hasta controles industriales
» Temperatura de funcionamiento de -40°C hasta +85°C

Beagle I’°C/SPI Analizador FC/SPI/MDIO

» Analizador I’C, SPl y MDIO

» Marcas de tiempos a nivel de bit

» |°C hasta 4MH

» SPI hasta 24MHz

» MDIO hasta 20MHz (Clausula 22 y 45)

Interfaz USB a I°C / SPI

Aardvark 12C/SPI interfaz FC/sPI

— PC — — SPI —
» Transmisién/Recepcién como Maestro » Opera como Maestro y como Esclavo
» Transmisién/Recepcidn asincronas como Esclavo ~ » Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)
» Soporte multi-master » Transmisién/Recepcién Full Duplex como Maestro
» Compatible con: DDC/SMBus/TWI » Transmisién/Recepcién Asincrona como Esclavo
» Soporte de stretching entre bits y entre bytes » Polaridad Slave Select configurable por software
» Modos estandar (100-400kHz) » Pines de alimentacion configurables por software

» Modos no estandar (1-800kHz)

» Resistencias pull-up configurables por software
» Compatible con DDC, SMBusy TWI

» Monitorizacidn no intrusiva hasta 125kHz

Cheetah SPI interfaz SPI Alta Velocidad
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» |déneo para desarrollar, depurar y programar sistemas SPI
» Sefalizacién SPI como Maestro hasta 40MHz
» Cola de transacciones para maximo Throughput
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Con el continuo desarrollo de la
sociedad y la necesidad de construir
edificios de gran altura donde se re-
Unen grandes multitudes también
afecta directamente a los equipos y
componentes electronicos que tienen
que estas continuamente renovandose
para cubrir todas estas necesidades.

La seguridad contra incendios es
siempre una prioridad a la hora de
construir y mantener todos los edi-
ficios, especialmente los rascacielos.
Estos nuevos edificios incorporan siste-
mas inteligentes de proteccién contra
incendios, que generalmente cons-
tan de dos componentes: un sistema
automatico de alarma y un sistema
extincion.

Desde Electronica OLFER os presen-
tamos la nueva fuente de alimentacién
para carril DIN con seguridad inteli-
gente de nuestro fabricante MEAN
WELL, la serie DRS. La caracteristica
mas interesante de las DRS-240/480
es la integracién multifuncional, que
incluye una fuente de alimentacién
CA-CC, cargador de bateria, DC-UPS y
monitor de comunicacién en un solo
dispositivo compacto. La serie DRS
puede monitorizar el estado del siste-
ma de suministro de energia en tiem-
po real y avisar a los usuarios sobre las
irreqularidades, lo que provoca que
disminuya la presién sobre el personal
y, ademas, reducir los costes de man-
tenimiento. Por otro lado, minimiza
el tiempo de resolucién de problemas
del equipo y mejora la fiabilidad del
sistema de suministro de energia.

La serie DRS tiene varios mode-
los disponibles segin su tensién
(12/24/36/48V) para adaptarse a
cualquier sistema. También cuenta
con sefiales de alarma LED y relé tipo
C, lo que permite a los operadores
determinar rapidamente la causa del
fallo en la alimentacién del sistema.
El intercambio de datos entre el siste-
ma de control general y la fuente de
alimentacién de seguridad se puede
realizar a través de la comunicacion
MODBuUs o CANBus y se puede ver
informacién diversa del sistema para
poder actuar en caso de fallo. La fun-
cién de respaldo UPS no solo admite
el cambio automatico a la fuente de
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Figura 1.Gabinete de control de sistema de alarma contra incendios de 24V.

alimentacién de la bateria después de
que se desconecta la red de CA, sino
que también puede ser forzado a ser
alimentado por la bateria a través de
la funcion de arranque forzado incor-
porada cuando la red de CA no esta
conectada. El programador inteligente
SBP-001 o el protocolo de comunica-
cién incorporado, que es compatible
con varias aplicaciones de carga de
baterias de plomo-acido y de iones de
litio, se pueden utilizar para ajustar la
curva de carga de la baterfa.

Caso de estudio

La adaptabilidad de la serie DRS
permite que se integre en una amplia
gama de sistemas de seguridad y pro-
teccion contra incendios. El armario de
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distribucién de energia del sistema de
seguridad que se muestra a continua-
cién estad compuesto por la fuente de
alimentacién DRS-480-24, el pack de
baterias de respaldo y el médulo de
control de alarma. Los productos de la
serie DRS se utilizan para reemplazar
el disefio tradicional del armario de
distribucién de energia, lo que puede
reducir en gran medida el espacio y
simplificar el cableado, facilitando asi
su instalacion.

Ademaés de ser adecuado para sis-
temas de control de alarmas contra
incendios, la serie DRS puede pro-
porcionar alimentacién para siste-
mas de iluminacién de emergencia,
asegurando la iluminacién necesaria
dentro de edificios en situaciones de
emergencia. M
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Figura 2. Sistema de alimentacion de iluminacion de emergencia.
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COMUNICACIONES Y CONTROL INDUSTRIAL

Inaladmbrica Ethernet Adquisicion de datos
Celular (2G, 3G, 4G, LTE) loT (Zigbee, Sigfox, LoORaWan) Automatizacién industrial
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SIENTA LA DIFERENCIA.

EFICACIA COMPROBADA. EN TODO MOMENTO.
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